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Chapitre 1. Introduction

Le serveur ThinkSystem™ SR665 est un serveur 2U & 2 sockets qui est doté de la nouvelle famille de
processeurs AMD® EPYC™. Le serveur offre une vaste sélection de configurations d’unité et d’emplacement
et offre des performances et une extension élevées pour différentes charges de travail informatiques.
Combinant performances et flexibilité, le serveur est un bon choix pour les entreprises de toutes tailles.

Performances, facilité d'utilisation, fiabilité et possibilités d'extension ont été les objectifs principaux de la
conception de ce serveur. Ces caractéristiques vous permettent de personnaliser le matériel pour répondre a
vos besoins d'aujourd’hui, tout en offrant des possibilités d'extension souples dans le futur.

Ce serveur bénéficie d'une garantie limitée. Pour plus d'informations sur la garantie, voir :
https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310

Pour plus d'informations sur votre garantie, voir :
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Identification de votre serveur

Lorsque vous prenez contact avec Lenovo pour obtenir de I'aide, les informations telles que le type de
machine et le numéro de série permettent aux techniciens du support d'identifier votre serveur et de vous
apporter un service plus rapide.

Le type de machine et le numéro de série se trouvent sur I'étiquette d'identification sur le verrouillage
d'armoire droit de la fagade du serveur.
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Figure 1. Emplacement de I’étiquette d’identification

Etiquette d'accés réseau du XCC

L'étiquette d'acces réseau du XClarity Controller (XCC) se trouve sur le cété supérieur de |'étiquette
amovible, tel qu'indiqué. Une fois que vous disposez du serveur, détachez I'étiquette d’acces réseau et
rangez-la en lieu s(r.

Remarque : L'étiquette amovible se trouve en bas a droite de I'avant de votre serveur. Pour obtenir des
informations détaillées, voir « Vue avant » a la page 39.

© Copyright Lenovo 2020, 2023 1


https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Figure 2. Emplacement de |'étiquette d'acces réseau du XCC

Code réponse rapide

L'étiquette de maintenance systeme située sur le carter supérieur fournit un code QR qui permet un accés
mobile aux informations de maintenance. Scannez le code QR a I'aide d'un appareil mobile et d'une
application de lecteur de code QR afin d'accéder rapidement au site Web de maintenance Lenovo de ce
serveur. Ce site fournit des informations supplémentaires sur les vidéos de remplacement et d'installation de
composants et du support pour les codes d'erreur du serveur.

L'illustration suivante présente le code QR : https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/
thinksystem/sr665/7d2w

Figure 3. Code QR
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Contenu du colis

La présente section fournit la liste du contenu du colis du serveur.

Le colis du serveur comprend les éléments suivants :

¥ -

Remarque : Les éléments marqués d’un astérisque (*) sont disponibles sur certains modéles.
Serveur

H Boite d’emballage comprenant des éléments tels que le kit d’accessoires, les cordons d’alimentation*
et la documentation.

H Boite du kit de glissieres*, comprenant le kit de glissieres et la documentation.
A Boite CMA*, comprenant le bras de routage des céables.
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Caractéristiques

Performances, facilité d'utilisation, fiabilité et possibilités d'extension ont été les objectifs principaux de la
conception de votre serveur. Ces caractéristiques vous permettent de personnaliser le matériel pour
répondre a vos besoins d’aujourd’hui, tout en offrant des possibilités d’extension souples dans le futur.

Votre serveur comprend les fonctions et technologies suivantes :
¢ Features on Demand (FoD)

Si une fonction Features on Demand est intégrée au serveur ou a un périphérique en option installé dans
le serveur, vous pouvez acheter une clé d’activation permettant d’activer la fonction. Pour plus
d’informations sur Features on Demand, voir :

https://fod.lenovo.com/Ikms

¢ Support réseau flexible
Le serveur dispose d'un logement OCP 3.0 pour un adaptateur Ethernet OCP 3.0, qui fournit deux ou
quatre connecteurs réseau pour la prise en charge réseau.

¢ Module TPM (Trusted Platform Module) intégré
Ce processeur de sécurité intégré réalise différentes opérations de cryptographie et stocke les clés
publiques et privées. Il assure la prise en charge matérielle pour la spécification TCG (Trusted Computing
Group). Vous pouvez télécharger le logiciel afin de prendre en charge la spécification TCG. Pour plus

d’informations sur les configurations du module TPM, voir « Configuration des paramétres de sécurité »
dans le Guide de maintenance.

Remarque : Le module TPM 1.2 est pris en charge par les modeles de serveur dotés a la fois de
processeurs série 7002 et du microprogramme UEFI avant la version 2.02.

Hors de la Chine continentale Chine continentale
Version TPM Type
ucC 7002 ucC 7003 UcC 7002 uUcC 7003
TPM 1.2 Puce intégrée Vv
TPM 2.0 Puce intégrée v v
NationZ TPM 2.0 | Carte fille v v

¢ Mémoire systéme de grande capacité

Le serveur prend en charge jusqu'a 32 barrettes TruDDR4 RDIMM ou barrettes 3DS RDIMM. Pour plus
d’informations sur les types spécifiques et la quantité maximale de mémaoire, voir « Spécifications
techniques » a la page 7.

¢ Grande capacité de stockage des données et fonction de remplacement a chaud

Les modéles de serveur remplacgables a chaud prenant en charge jusqu'a quatorze unités de disque dur
SAS ou SATA de 3,5 pouces remplacables a chaud. Les modeéles de serveur a remplacement standard
peuvent accueillir jusqu'a huit unités de disque dur SATA a remplacement standard 3,5 pouces.

Grace a la fonction de remplacement a chaud, vous pouvez ajouter, retirer ou remplacer des unités de
disque dur sans mettre le serveur hors tension.

e Outil de gestion systeme

Le serveur prend en charge les outils suivants pour permettre un processus de gestion de serveur plus
facile et plus efficace.

— Lenovo XClarity Controller

Chapitre 1. Introduction
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Important : La version prise en charge de Lenovo XClarity Controller (XCC) varie en fonction du
produit. Toutes les versions de Lenovo XClarity Controller sont appelées Lenovo XClarity Controller et
XCC dans le présent document, sauf indication contraire. Pour voir la version XCC prise en charge par
votre serveur, rendez-vous sur https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/Ixcc_frontend/Ixcc_
overview.html.

— Lenovo XClarity Administrator
— Lenovo XClarity Essentials toolset
— Lenovo XClarity Provisioning Manager

Important : Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) la version prise en charge varie en fonction
du produit. Toutes les versions de Lenovo XClarity Provisioning Manager sont appelées Lenovo
XClarity Provisioning Manager et LXPM dans le présent document, sauf indication contraire. Pour voir
la version LXPM prise en charge par votre serveur, rendez-vous sur https://sysmgt.lenovofiles.com/help/
topic/Ixpm_frontend/Ixpm_product_page.html.

— Lenovo XClarity Integrator
— Lenovo XClarity Energy Manager
— Lenovo Capacity Planner

Pour plus de détails, voir « Options de gestion » a la page 16.
Diagnostics Lightpath
Les voyants de diagnostics Lightpath vous aident a diagnostiquer les problémes. Un panneau des

diagnostics LCD intégré ou un ensemble de diagnostic externes peut fournir des informations de
diagnostic supplémentaires. Pour plus d'informations sur les diagnostics Lightpath, consultez ce qui suit :

- «Voyants d’unité » a la page 49

— «\Voyants de la vue arriére » a la page 68

— «Panneau des diagnostics » a la page 51

- « Ensemble/panneau des diagnostics LCD » a la page 54

Accés mobile au site Web d’informations de maintenance Lenovo

Le carter du serveur comporte une étiquette de maintenance systéme sur laquelle figure un code Quick
Response. Vous pouvez scanner ce code via un lecteur de code QR ou le scanner avec un périphérique
mobile afin d’accéder rapidement au site Web d’informations de maintenance Lenovo. Ce site fournit des

informations supplémentaires sur les vidéos de remplacement et d'installation de composants et du
support pour les codes d'erreur du serveur.

Connexion réseau de secours

Le Lenovo XClarity Controller offre une fonction de basculement vers une connexion Ethernet de secours,
et integre I'application associée. Si la connexion Ethernet principale rencontre un probleme, I'intégralité
du trafic Ethernet associé est automatiquement redirigée vers la connexion Ethernet de secours en option.
Si les pilotes de périphérique appropriés sont installés, cette opération s'effectue automatiquement et
n'entraine pas de perte de données.

Fonctions d'alimentation en option et de refroidissement de secours

Le serveur accepte jusqu'a deux blocs d'alimentation remplacables a chaud et six ventilateurs
remplacables a chaud, qui garantissent le fonctionnement de secours dans une configuration classique.
Le refroidissement de secours assuré par les ventilateurs du serveur garantit un fonctionnement continu
en cas de défaillance de I'un des ventilateurs.

Prise en charge RAID de ThinkSystem
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L'adaptateur ThinkSystem RAID prend en charge la technologie RAID (Redundant Array of Independent
Disks) matérielle afin de créer des configurations. L'adaptateur RAID standard prend en charge les
niveaux RAID 0 et 1. Un adaptateur RAID est disponible en option.

Microprogramme de serveur compatible UEFI
Le microprogramme Lenovo ThinkSystem est conforme a la norme UEFI (Unified Extensible Firmware

Interface). UEFI remplace le systeme BIOS et définit une interface standard entre le systéme
d’exploitation, le microprogramme de plateforme et les périphériques externes.

Les serveurs Lenovo ThinkSystem sont capables d’amorcer les systemes d’exploitation compatibles
UEFI, des systémes d’exploitation et des adaptateurs basés sur le systeme BIOS, ainsi que des

adaptateurs compatibles UEFI.

Remarque : Le serveur ne prend pas en charge le Disk Operating System (DOS).

Spécifications

Cette section vous indique les spécifications environnementales et techniques propres au serveur.

® « Spécifications techniques » a la page 7
® « Spécifications environnementales » a la page 21

Spécifications techniques

La présente section vous indique les spécifications techniques propres au serveur. Selon le modéle, certains
composants peuvent ne pas étre disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s’appliquer.

Remarque : Pour les regles techniques relatives a chaque composant, voir « Reégles techniques » a la page

25.

¢ «Dimensions » a la page 8

«UC » alapage 8

« Mémoire » a la page 10

« Ventilateur » a la page 10

« Systémes d’exploitation » a la page 11
« Entrée/sortie (E/S) » a la page 11

« Unités internes » a la page 11

« Emplacements de carte » a la page 12
« Contréleur de stockage » a la page 12
« Réseau » a la page 14

« GPU » a la page 14

« Blocs d'alimentation » a la page 15

« Options de gestion » a la page 16
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Dimensions

For- Hauteur Profon- Largeur Poids du colis
mat deur
763,7 mm e Avec taquets d’armoire : 482,1 mm

ou | 885mm |30 qpoyu- | (19:0pouces) Jusqu'a 38,8 kg (85,5 Ib)

(3,4 pouces) ces) e Sans taquets d’armoire : 445,0 mm

(17,5 pouces)

Remarque : La profondeur est mesurée avec les taquets d'armoire installés, mais sans le panneau de
sécurité.

ucC

Jusqu’a deux UC AMD® EPYC™ de série 7002 ou 7003
Evolutif jusqu'a 64 coeurs par socket, 128 cceurs au total
Technologies de traitement 7 nm

Concu pour le socket Land Grid Array (LGA) 4094 (SP3)
Prend en charge la fréquence DDR4 3 200 MHz
Puissances TDP jusqu’a 280 watts

Remarques :

Il n’est pas possible de combiner des UC de série 7002 et 7003 dans un serveur.
Les UC avec un suffixe P (par exemple, 7232P) ne prennent en charge qu’un seul socket.

Consultez « UC, dissipateur thermique et combinaisons de ventilateurs » a la page 25 afin de vérifier
d’avoir bien choisi les bons ventilateurs et dissipateurs thermiques en fonction des différentes UC et
configurations matérielles.

Pour obtenir la liste des processeurs pris en charge, voir https://serverproven.lenovo.com/.

UC de série 7002

Model Core/threads Base Freq. Default TDP Group
7232P 8/16 3.1 GHz 120 W

7252 8/16 3.1 GHz 120W

7272 12/24 2.9 GHz 120 W ©
7282 16/32 2.8 GHz 120W

7262 8/16 3.2GHz 155 W

7302 16/32 3.0 GHz 155 W

7302P 16/32 3.0 GHz 155 W B
7352 24/48 2.3 GHz 155 W

7452 32/64 2.35 GHz 155 W

7F32 8/16 3.7 GHz 180 W

7402 24/48 2.8 GHz 180 W

7402P 24/48 2.8 GHz 180 W A
7502 32/64 2.5 GHz 180 W

7502P 32/64 2.5GHz 180 W
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7532 32/64 2.4 GHz 200 W

7552 48/96 2.2 GHz 200 W

7702 64/128 2.0GHz 200w

7702P 64/128 2.0 GHz 200 W

7542 32/64 2.9 GHz 225 W

7642 48/96 2.3 GHz 225 W

7742 64/128 2.25 GHz 225W

7662 64/128 2.0 GHz 225 W P
TF72 24/48 3.2 GHz 240 W

7F52 16/32 3.5GHz 240 W

7H12 64/128 2.6 GHz 280 W 4

UC de série 7003

Model Core/threads Base Freq. Default TDP Group
7313 16/32 3.0 GHz 155 W

7313P 16/32 3.0 GHz 155 W 8
72F3 8/16 3.7 GHz 180 W

7413 24/48 2.65 GHz 180 W

7343 16/32 3.2 GHz 190 W

7443 24/48 2.85 GHz 200 W P
7443P 24/48 2.85 GHz 200 W

7513 32/64 2.6 GHz 200w

7453 28/56 2.8 GHz 225 W

7543 32/64 2.8 GHz 225 W

7543P 32/64 2.8 GHz 225 W

7643 48/96 2.3 GHz 225 W

7663 56/112 2.3 GHz 225 W A
7713 64/128 2.0 GHz 225 W

7713P 64/128 2.0 GHz 225 W

73F3 16/32 3.5 GHz 240 W

74F3 24/48 3.2 GHz 240 W

75F3 32/64 2.95 GHz 280 W

7763 64/128 2.45 GHz 280 W

7373X 16/32 3.05 GHz 240 W g
7473X 24/48 2.8 GHz 240 W

7573X 32/64 2.8 GHz 280 W

7773X 64/128 2.2 GHz 280 W X
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Mémoire
¢ 16 canaux indépendants avec fonction de mode entrelacé
¢ 8 canaux par UC, 2 barrettes DIMM par canal (DPC)

— Slot 1-16: CPU 1

— Slot17-32: CPU 2

Remarques :

¢ |avitesse de fonctionnement et la capacité de mémoire totale dépendent du modele du processeur et
des parametres UEFI.

e Les barrettes 3DS RDIMM de 256 Go ne sont disponibles que pour les modeéles 8 x 2,5 pouces, les
modeles 16 x 2,5 pouces et les modéles 8 x 3,5 pouces.

¢ Reportez-vous a « Régles de peuplement des barrettes DIMM » a la page 27 pour obtenir plus
d’informations sur les régles d’installation et de mélange des barrettes DIMM.

e Pour connaitre la liste des barrettes DIMM prises en charge, voir https://serverproven.lenovo.com/.

Parameter RDIMM Performance+ RDIMM 3DS RDIMM
Generation TruDDR4 TruDDR4 TruDDR4
Rank 2R 2R 282R/2S4R
Speed 3200 MHz 3200 MHz 3200 MHz/2933 MHz
Voltage 1.2V 1.2V 1.2V
DRAM data width x4/x8 x4/x8 x4
DRAM density 8 Gbit/16 Gbit 16 Gbit 16 Gbit
DIMM capacity 16 GB/32 GB/64 GB 32 GB/64 GB 128 GB/256 GB
Maximum memory e 1CPU:1TB e 1CPU:512GB e 1CPU:4TB
e 2CPUs:2TB e 2CPUs:2TB e 2CPUs:8TB
Minimum memory | * 1 CPU: 16 GB e 1CPU:32GB e 1CPU: 128 GB
e 2CPUs:32GB e 2CPUs: 64 GB e 2 CPUs: 256 GB

Ventilateur
Jusqu’a 6 ventilateurs remplacables a chaud (dont 1 ventilateur redondant)
Remarque : Consultez « UC, dissipateur thermique et combinaisons de ventilateurs » a la page 25 afin de

vérifier d’avoir bien choisi les bons ventilateurs et dissipateurs thermiques en fonction des différentes UC et
configurations matérielles.

Form factor Rotor Type Speed
6038 single Standard 17K RPM
6056 dual Performance 24K RPM

Remarque : Siun module OCP est installé, lorsque le systéme est mis hors tension, mais qu’il est encore
branché en CA, les ventilateurs 1 et 2 continuent de tourner a une vitesse nettement inférieure. Cette
conception systéeme sert a assurer le refroidissement approprié du module OCP.
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Systémes d’exploitation
Systémes d’exploitation pris en charge et certifiés :

¢ Microsoft Windows Server

e VMware ESXi

¢ Red Hat Enterprise Linux

e SUSE Linux Enterprise Server

Références :

e |iste compléte des systemes d’exploitation disponibles : https://lenovopress.com/osig.

¢ Instructions de déploiement du systeme d’exploitation : « Déploiement du systéme d’exploitation » a la
page 262

Entrée/sortie (E/S)
Avant :

¢ Un connecteur VGA (facultatif)

¢ Un connecteur USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) et un USB 2.0 (gestion BMC)

¢ Un connecteur de diagnostic externe

¢ Un panneau de diagnostics ou un panneau de diagnostics LCD (facultatif)

Arriére :

¢ Un connecteur VGA

¢ Trois connecteurs USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)

¢ Un connecteur réseau XClarity Controller

¢ Deux ou quatre connecteurs Ethernet sur I'adaptateur Ethernet OCP 3.0 (facultatif)

Pour plus d’informations sur chaque composant, voir « Vue avant » a la page 39 et « Vue arriere » a la page
61.

Unités internes
Baies d'unités avant (toutes remplagables a chaud) :

e Jusqu’a vingt-quatre unités NVMe SAS/SATA/U.2 NVMe/U.3 de 2,5 pouces
e Jusqgu’a douze unités NVMe SAS/SATA/U.2 de 3,5 pouces

Baies d'unités médianes (toutes remplacables a chaud) :

e Jusqu’a huit unités NVMe SAS/SATA/U.2 de 2,5 pouces
e Jusqu’a quatre unités SAS/SATA de 3,5 pouces

Baies d'unités arriere (toutes remplagables a chaud) :

e Jusqu'a huit unités SAS/SATA remplagables a chaud de 2,5 pouces

e Jusqu'a quatre unités SAS/SATA 3,5 pouces remplacables a chaud

e Jusqu'a deux unités SATA/NVMe remplacables a chaud 7 mm

Grille d'aération standard, grille d'aération GPU ou boitier d'unités médian :
e Jusqu'a deux unités M.2 internes SATA/NVMe

Remarques :
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¢ Pour plus d’informations sur les systémes de stockage interne pris en charge, voir https://
lenovopress.com/Ip1269-thinksystem-sr665-server#internal-drive-options.

¢ Pour les systemes de stockage externes pris en charge, consultez
https://lenovopress.com/Ip1269-thinksystem-sr665-server#external-storage-systems

¢ Pour les modéles sans fond de panier arriére, des mises a niveau sur site vers d'autres modeles sont
disponibles. Pour plus de détails, voir
https://lenovopress.com/Ip1269-thinksystem-sr665-server#field-upgrades.

Emplacements de carte
Emplacements PCle 1 a8 :

¢ PCle x16/x8/x8, full-height
e PCle x16/x16/E*, full-height
e PCle E*/x16/x16, full-height
e PCle x16, full-height

e PCle x16, full-height

e PCle x16/x16, full-height

e PCle x8/x8, full-height

Emplacement réseau :

e OCP 3.0 Ethernet adapter (2-port or 4-port)

Remarque : «E » est une abréviation signifiant « vide ». Cela signifie que ’'emplacement de la carte
mezzanine a trois emplacements n’est pas disponible.

Contréleur de stockage
Remarques :

¢ SFF : facteur de forme standard. Ce type d'adaptateur HBA/RAID est installé dans les emplacements
d'extension PCle.

e CFF : facteur de forme personnalisé. Ce type d'adaptateur HBA/RAID est installé entre les ventilateurs et
les fonds de panier avant.

¢ Triple mode : ce type de contrbleurs est un matériel RAID congu avec la technologie de triple mode
SerDes. Une fois le paramétre triple mode activé, les contrdleurs prennent en charge toutes les
combinaisons d’appareils NVMe, SAS et SATA.

Prend en charge le mode et les niveaux RAID 0, 1 et 10:

e 530-16i PCle 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 3)
e 540-8i PCle 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 4)
¢ 540-16i PCle 12Gb SFF RAID adapter (Gen4)

Prend en charge le mode et les niveaux RAID 0, 1,5 et 10:
e 5350-8i PCle 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen3)

Prend en charge le mode et les niveaux RAID 0, 1,5, 10 et 50 :
e 530-8i PCle 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 3)

Prend en charge le mode et les niveaux RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 et 60 :
e 5350-8i PCle 12Gb Internal CFF RAID adapter (Gen 3)
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e 930-8i 2GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 3)

e 930-16i 4GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 3)

e 9350-8i 2GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 3)

e 9350-8i 2GB Flash 12Gb Internal CFF RAID adapter (Gen 3)

e 9350-16i 4GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 3)

e 9350-16i 4GB Flash 12Gb Internal CFF RAID adapter (Gen 3)

e 940-8i 4GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 4, support Tri-Mode)
e 940-8i 8GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 4, support Tri-Mode)
¢ 940-16i 4GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 4, support Tri-Mode)
¢ 940-16i 8GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 4, support Tri-Mode)
e 940-16i 8GB Flash 12Gb Internal CFF RAID adapter (Gen 4, support Tri-Mode)
e 940-32i 8GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 4)

e 930-8e 4GB Flash 12Gb External SFF RAID adapter (Gen 3)

e 940-8e 4GB Flash 12Gb External SFF RAID adapter (Gen 4)

Prise en charge du HBA suivant :

e 430-8i SAS/SATA 12Gb Internal SFF HBA adapter (Gen 3)

e 430-16i SAS/SATA 12Gb Internal SFF HBA adapter (Gen 3)
e 4350-8i SAS/SATA 12Gb Internal SFF HBA adapter (Gen3)

e 4350-16i SAS/SATA 12Gb Internal SFF HBA adapter (Gen3)
e 440-8i SAS/SATA 12Gb Internal SFF HBA adapter (Gen 4)

e 440-16i SAS/SATA 12Gb Internal SFF HBA adapter (Gen 4)
* 440-16i SAS/SATA 12Gb Internal CFF HBA adapter (Gen 4)
e 430-8e SAS/SATA 12Gb External SFF HBA adapter (Gen 3)
e 430-16e SAS/SATA 12Gb External SFF HBA adapter (Gen 3)
e 440-8e SAS/SATA 12Gb External SFF HBA adapter (Gen4)

® 440-16e SAS/SATA 12Gb External SFF HBA adapter (Gen 4)

Prise en charge du RAID d’extension suivant :
e 48P 12Gb Internal CFF RAID Expander

Prise en charge des HBA Fibre Channel suivants :

e Emulex 16Gb Gen6 1-port Fibre Channel Adapter(Gen 3)

e Emulex 16Gb Gen6 2-port Fibre Channel Adapter (Gen 3)

e Emulex LPe35000 32Gb 1-port Fibre Channel Adapter (Gen 4)

e Emulex LPe35002 32Gb 2-port Fibre Channel Adapter (Gen 4)

e Emulex LPe36002 64Gb 2-port PCle Fibre Channel Adapter (Gen 4)
¢ QLogic 16Gb Enhanced Gen5 1-port Fibre Channel Adapter(Gen 3)
¢ QLogic 16Gb Enhanced Gen5 2-port Fibre Channel Adapter(Gen 3)
¢ QLogic QLE2772 32Gb 2-Port Fibre Channel Adapter(Gen 4)
e QLlogic QLE2770 32Gb 1-Port Fibre Channel Adapter(Gen 4)

Prise en charge des contrbleurs ci-aprés dans le cadre de configurations NVMe enrichies :
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e 1610-8P NVMe switch adapter (Gen 3)
e 1611-8P NVMe switch adapter (Gen 4)
¢ NVMe Retimer card (Gen 4)

Remarques :

¢ | es unités NVMe CM6-V, CM6-R et CM5-V ne sont pas prises en charge lorsqu’un systéme est doté de
cartes de resynchroniseur NVMe.

¢ |es adaptateurs suivants sont pris en charge uniquement sur les modeles de serveur dotés des
processeurs de série 7003 :

— Adaptateurs RAID 5350-8i, 9350-8i et 9350-16i
— Adaptateurs HBA 4350-8i et 4350-16i
— Adaptateur de commutateur NVMe 1611-8P

Réseau

Le serveur prend en charge les adaptateurs Ethernet placés dans un emplacement OCP 3.0 dédié et les
emplacements PCle classiques. Pour connaitre la liste des adaptateurs Ethernet OCP et PCle pris en charge,
voir https://serverproven.lenovo.com/.

Remarque : Pour consulter les spécifications détaillées de chaque adaptateur Ethernet, voir https://
lenovopress.com/servers/options/ethernet.

GPU

Les exigences suivantes relatives a la configuration doivent étre respectées lors de I'installation de GPU :
¢ Tous les GPU installés doivent étre identiques.

¢ | es adaptateurs de stockage Flash ne sont pas pris en charge.

e Les baies d’unité centrales et les baies d’unité arriere ne sont pas prises en charge.

¢ | es adaptateurs GPU ci-aprés ne sont pris en charge que sur les modéles 8 x 2,5 pouces, les modeles 16
x 2,5pouces et les modéles 8 x 3,5 pouces.

— TeslaT4

— NVIDIA A2

— NVIDIA A10

— NVIDIA A30

— NVIDIA A40

— NVIDIA A100

— NVIDIA Tesla V100
— NVIDIA Tesla V100S
— AMD Instinct MI210

¢ Les AMD NVIDIA A100 et AMD Instinct MI210 sont pris en charge uniquement sur les modeles de serveur
dotés de processeurs de série 7003.

Votre serveur prend en charge les adaptateurs GPU suivants :

SW : simple largeur, DW : double largeur, HL : demi-longueur, LP : extra-plat
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i - Empl t pri
Fabricant Nom Format Allmenta Qté max. Voie PCle mplacement pris en
tion charge

Tesla T4 SW, HL, LP 75W 8 x16

Quadro e 1CPU:1,2,38,7

P620 SW,HLLP 40w 8 x16 « 2CPU:1,4,5,6,7,

8,2,3
A2 SW, HL, LP 60 W 8 x8
A10 SW,FL,FH | 150w 3 x16 * 1CPUA
e 2CPU:1,4,7

NVIDIA A16 DW, FL, FH 250 W 3 x16

A30 DW, FL, FH 165 W 3 x16

A40 DW, FL, FH 300 W 3 x16

A100 32 Go DW, FL, FH 250 W 3 x16

e 1CPU:2,7
DW, FL, FH

A100 80 Go , FL, 300 W 3 x16 « 20PU:2,5,7

Tesla V100 DW, FL, FH 250 W 3 x16

TeslaVV100S | DW, FL, FH 250 W 3 x16

Instinct
AMD MI210 DW, FL, FH 300 W 3 x16

Remarques : Lorsqu’un GPU double largeur est installé dans I’emplacement 2, 5 ou 7, alors I’emplacement
adjacent 1, 4 et 8 (respectivement) est indisponible. Les cartes mezzanines énumérées dans le tableau ci-
aprés sont utilisées avec les GPU double largeur.

e Carte mezzanine 1/2 : ThinkSystem SR650 V2/SR665 E/x16/x16 PCle G4 Riser 1/2 Option Kit v2
e Carte mezzanine 3 : ThinkSystem SR665 x16/x16 PCle G4 Riser3 Option Kit v2

Blocs d'alimentation
Le serveur prend en charge jusqu’a deux blocs d’alimentation pour la redondance.

Le serveur ne prend pas en charge la définition manuelle du mode de redondance. Le BMC du serveur peut
automatiquement le définir en fonction de la quantité d’unités d’alimentation installées.

¢ Siune seule unité d’alimentation est installée, la politique d’alimentation est définie sur le « mode non
redondant ».

e Lorsque deux unités d’alimentation sont installées, le mode de redondance est défini sur « Redondant N
+N ». Si I'une des unités d’alimentation tombe en panne ou est retirée, le BMC signale un événement et
définit automatiquement le mode de redondance sur le « mode non-redondant ».

Tableau 1. Electrical input for power supplies

Power supply 100-127 V ac 200-240V ac 240V dc -48V dc
500-watt 80 PLUS Platinum v v v
750-watt 80 PLUS Platinum v v v
750-watt 80 PLUS Titanium v v
1100-watt 80 PLUS Platinum v v v
1100-watt 80 PLUS Platinum v
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Tableau 1. Electrical input for power supplies (suite)

1100-watt 80 PLUS Titanium V4 v
1800-watt 80 PLUS Platinum Vv v
2600-watt 80 PLUS Titanium Vv v

ATTENTION :

e Utilisez Lenovo Capacity Planner pour calculer la capacité d'alimentation requise en fonction de la
configuration de votre serveur. Des informations supplémentaires sur Lenovo Capacity Planner
sont disponibles sur le site Web Lenovo Capacity Planner.

¢ Veérifiez que les blocs d'alimentation que vous installez sont pris en charge. Pour obtenir la liste des
unités d’alimentation prises en charge par le serveur, consultez : https://serverproven.lenovo.com/.

¢ L’alimentation de 240 V CC (plage d’entrée : 180 a 300 V CC) est prise en charge en Chine
continentale UNIQUEMENT.

Configuration minimale pour le débogage
e Un processeur

¢ Une barrette DIMM dans I'emplacement 14

¢ Un bloc d’alimentation

¢ Un dissipateur thermique

e Un disque dur HDD ou SSD, une unité M.2 ou une unité 7 mm (si le systeme d’exploitation est nécessaire
pour le débogage)

e Cing ventilateurs systéme
Options de gestion

Présentation

Le portefeuille XClarity et les autres offres de gestion de systéme décrites dans cette section vous aident a
gérer les serveurs de maniére plus pratique et efficace.

Options Description

Contréleur de gestion de la carte mere (BMC)

Consolide les fonctionnalités de processeur de service, de Super 1/O, de contrdleur
vidéo et de présence a distance dans une seule puce sur la carte mére du serveur.

Interface

¢ Application CLI

Lenovo XClarity Controller L .
e Application mobile

Interface Web GUI

API REST

Utilisation et téléchargements

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/Ixcc_frontend/Ixcc_overview.html
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Outil GUI centralisé pour la gestion de plusieurs serveurs.

Interface
¢ Interface Web GUI

Lenovo XClarity Administrator | ® Application mobile
e APIREST

Utilisation et téléchargements

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html

Boite a outils portable et Iégére pour la configuration de serveur, la collecte de
données et les mises a jour du microprogramme. Adaptée aux contextes de gestion
de serveur unique ou multiserveur.

Interface

Boite & outils Lenovo XClarity | ® OneCLI: application CLI
Essentials  Bootable Media Creator : application CLI, application GUI

e UpdateXpress : application GUI
Utilisation et téléchargements

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/xclarity_essentials/overview.html

Outil d’interface graphique UEFI sur un serveur unique permettant de simplifier les
taches de gestion.

) o Interface
Lenovo XClarity Provisioning
Manager ¢ Interface Web GUI (accés a distance au BMC)

Utilisation et téléchargements

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/Ixpm_frontend/Ixpm_product_page.html

Série d’applications qui peuvent intégrer des fonctions de gestion de Lenovo XClarity
Administrator et votre serveur avec le logiciel utilisé dans une certaine infrastructure
de déploiement, telle que VMware vCenter, Microsoft Admin Center ou Microsoft
System Center.

Lenovo XClarity Integrator Interface
Application GUI

Utilisation et téléchargements

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/Ixci/Ixci_product_page.html
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Lenovo XClarity Energy
Manager

Application permettant de gérer et de surveiller I’alimentation électrique et la
température du serveur.

Interface
e |nterface Web GUI

Utilisation et téléchargements

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-Ixem

Lenovo Capacity Planner

Application prenant en charge la planification de la consommation d’énergie d’un
serveur ou d’une armoire.

Interface
e |nterface Web GUI

Utilisation et téléchargements

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-Icp
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Fonctions

Fonctions
Sur-
veil-
Mises | lance
S s Ges-
Dé- ajour | des Inven- tion Planifica-
Options Gestion loi Confi- du évé- taire/ d tion d
multi- &:I:t- guration | micro- | ne- jz::f I’:Ii I::I?m:n
systeme SE systeme | pro- ments | | aux men- | tation
gram- | ou .
1 tation
me des
aler-
tes
Lenovo XClarity Controller v V2 Vv V4
Lenovo XClarity o 4
Administrator 4 4 4 v 4 v
Boite & OneCLI v V2 v V4
outils -
Lenovo Bootable Media v V2 Ve
XClarity Creator
Essen-
tials UpdateXpress v V2
Lenovo XClarity Provisioning
Manager v v Ve Ve
Lenovo XClarity Integrator v Ve Vv v v Vv V7
Lenovo XClarity Energy
Manager v v v
Lenovo Capacity Planner V8
Remarques :
1. La plupart des options peuvent étre mises a jour via les outils Lenovo. Cependant, certaines options,

telles que le microprogramme GPU ou le microprogramme Omni-Path, nécessitent I'utilisation d’outils
de fournisseur.

Les paramétres UEFI du serveur pour la mémoire ROM en option doivent étre définis sur Automatique
ou UEFI afin de mettre a jour le microprogramme a I'aide de Lenovo XClarity Administrator, Lenovo
XClarity Essentials ou Lenovo XClarity Controller.

Les mises a jour du microprogramme sont limitées aux mises a jour Lenovo XClarity Provisioning
Manager, Lenovo XClarity Controller et UEFI. Les mises a jour de microprogramme pour les dispositifs
en option tels que les adaptateurs ne sont pas pris en charge.

. Les parametres UEFI du serveur pour la mémoire ROM en option doivent étre définis sur Automatique

ou UEFI pour que les informations détaillées de carte d’adaptateur, comme le nom de modéle et les
niveaux de microprogramme, s’affichent dans Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Controller
ou Lenovo XClarity Essentials.

. Inventaire limité.
. La vérification de déploiement de Lenovo XClarity Integrator pour System Center Configuration Manager

(SCCM) prend en charge le déploiement du systéme d’exploitation Windows.

. Lafonction de gestion d’alimentation est prise en charge par Lenovo XClarity Integratorpour VMware

vCenter.
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8. Il est fortement recommandé de vérifier les données de syntheése de I'alimentation de votre serveur a
I’aide de Lenovo Capacity Planner avant d’acheter de nouvelles pieces.
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Spécifications environnementales

La présente section vous indique les spécifications environnementales propres au serveur.

e « Température ambiante/humidité/altitude » a la page 21

e «Vibrations » a la page 22
¢ «Chocs » ala page 22

e «Dissipation thermique » a la page 22

e «Emissions acoustiques » a la page 22

e « Contamination particulaire » a la page 23

Température ambiante/humidité/altitude

Le serveur fonctionne :

Spécification

Description

Température ambiante

La plage de températures est mesurée au niveau de la mer.

e ASHRAE classe A2 : 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Au-dessus de 900 m (2 953 pieds), la température ambiante maximale diminue
de 1 °C tous les 300 m (984 pieds) d’altitude supplémentaire

e ASHRAE classe A3:5°C a40°C (41 °F a 104 °F)
Au-dessus de 900 m (2 953 pieds), la température ambiante maximale diminue
de 1 °C tous les 175 m (574 pieds) d’altitude supplémentaire

e ASHRAE classe Ad4:5°Ca45°C (41 °Fa113°F)

Au-dessus de 900 m (2 953 pieds), la température ambiante maximale diminue
de 1 °C tous les 125 m (410 pieds) d’altitude supplémentaire

Humidité relative (sans
condensation)

e ASHRAE class A2: 20%-80%; maximum dew point: 21°C (70°F)
e ASHRAE class A3: 8%-85%; maximum dew point: 24°C (75°F)
e ASHRAE class A4: 8%—-90%; maximum dew point: 24°C (75°F)

Altitude maximale

3050 m (10 000 ft)

Remarque : Les exigences relatives a la température ambiante pour le serveur varient en fonction de la
configuration matérielle. Pour obtenir plus d'informations, voir « Régles thermiques » a la page 37.

Le serveur ne fonctionne pas :

Spécification

Description

Température ambiante

e Server off: -10°C — 60°C (14°F — 140°F)
e Shipment/storage: -40°C - 70°C (-40°F — 158°F)

Humidité relative (sans
condensation)

8%-90%

Altitude maximale

3050 m (10 000 ft)

Norme ASHRAE de classe A3/A4
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Afin de garantir le bon fonctionnement du serveur dans un environnement répondant a la norme ASHRAE de
classe A3/A4, le serveur ne doit PAS étre configuré a I'aide des éléments suivants :

e CPU (TDP = 170W)

e 3DS RDIMMs

e GPUs

¢ Mellanox ConnextX-6 100 GbE/200GbE with AOC
e Xilinx Alveo U25 FPGA

e Xilinx Alveo U50 FPGA

e Broadcom 57454 OCP 3.0

e NVMe AIC switches

e Middle/rear 2.5"/3.5" drives

Vibrations
e |e serveur fonctionne :

0,21 G rms de a 5 Hz a 500 Hz pendant 15 minutes sur 3 axes
e | e serveur ne fonctionne pas :

1,04 G rms de a 2 Hz a 200 Hz pendant 15 minutes sur 6 surfaces

Chocs

e | e serveur fonctionne :

15 G pendant 3 millisecondes dans chaque direction (axes X, Y et Z positifs et négatifs)
e | e serveur ne fonctionne pas :

— De 23 a 31 kg : 35 G par changement de vitesse de 152 po/sec sur 6 surfaces (config. avec 3 GPU,
config. de 2,5 po)

— De 32 268 kg : 35 G par changement de vitesse de 136 po/sec sur 6 surfaces (config. avec 20 unités
de disque dur HDD de 3,5 po)

Dissipation thermique
¢ Configuration minimale : 900 BTU/hr, 264 W
¢ Configuration maximale : 2924 BTU/hr, 857 W

Emissions acoustiques

Ces niveaux sonores ont été mesurés dans des environnements acoustiques contrélés conformément aux
procédures ISO7779 et déclarés conformément a la norme ISO 9296.

Typical Storage rich GPU rich
Sound power levels (Lwam)
Idling 6.1 Bel 7.4 Bel 6.7 Bel
Operating 6.3 Bel 7.4 Bel 8.0 Bel
Sound pressure level (Lpam)
Idling 43 dBA 56 dBA 51 dBA
Operating 46 dBA 56 dBA 68 dBA
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Les niveaux sonores déclarés sont basés sur les configurations ci-dessous, qui peuvent varier légérement
selon les configurations et les conditions :

Config. Typical Storage rich GPU rich

CPU 2x 155 W 1x155 W 1x155W

DIMM 32 RDIMM 32 RDIMM 32 RDIMM

Ethernet 1OéFs;FP28 2-port 1x SFP28 2-port OCP | 1 x SFP28 2-port OCP
PSU 2 x 750 W 2x1100 W 2 x 1800 W

RAID 930-8i RAID 930-16i RAID 930-8i RAID

Drive 8x2.5" HDD 20x3.5" HDD 8x2.5" HDD

GPU NA NA 3 x V100 GPU

Remarque : L’installation de votre serveur peut étre soumise aux réglementations gouvernementales
(notamment a celles d’OSHA ou aux directives de I'Union européenne) couvrant le niveau sonore sur le lieu
de travail. Les niveaux de pression acoustique réels de votre installation dépendent de divers facteurs ;
notamment du nombre d’armoires dans I'installation, de la taille, des matériaux et de la configuration de la
piece, des niveaux sonores des autres équipements, de la température ambiante de la piece et de
I’emplacement des employés par rapport au matériel. De plus, la conformité a ces réglementations
gouvernementales dépend de plusieurs facteurs complémentaires, notamment le temps d’exposition des
employés ainsi que les dispositifs de protection anti-bruit qu’ils utilisent. Lenovo vous recommande de faire
appel a des experts qualifiés dans ce domaine pour déterminer si vous étes en conformité avec les
réglementations en vigueur.

Contamination particulaire
Attention : les particules aériennes (notamment poussiéres ou particules métalliques) et les gaz réactifs

agissant seuls ou en combinaison avec d'autres facteurs environnementaux tels que I'humidité ou la
température peuvent représenter un risque pour |I'unité décrite dans le présent document.

En particulier, des concentrations trop élevées de particules ou de gaz dangereux peuvent endommager
['unité et entrainer des dysfonctionnements voire une panne compléte. Cette spécification présente les seuils
de concentration en particules et en gaz qu’il convient de respecter pour éviter de tels dégats. Ces seuils ne
doivent pas étre considérés ou utilisés comme des limites absolues, car d’autres facteurs comme la
température ou I’humidité de I’air peuvent modifier I'impact des particules ou de I'atmosphere corrosive et
les transferts de contaminants gazeux. En I'absence de seuils spécifiques définis dans le présent document,
vous devez mettre en ceuvre des pratiques permettant de maintenir des niveaux de particules et de gaz
conformes aux réglementations sanitaires et de sécurité. Si Lenovo détermine que les niveaux de particules
ou de gaz de votre environnement ont provoqué I’endommagement de I'unité, Lenovo peut, sous certaines
conditions, mettre a disposition la réparation ou le remplacement des unités ou des composants lors de la
mise en ceuvre de mesures correctives appropriées, afin de réduire cette contamination environnementale.
La mise en ceuvre de ces mesures correctives est de la responsabilité du client.
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Tableau 2. Seuils de concentration en particules et en gaz

Contaminant

Seuils

Gaz réactifs

Niveau de gravité G1 selon la norme ANSI/ISA 71.04-1985" :

e Le niveau de réactivité du cuivre doit &tre inférieur 2 200 Angstréms par mois (A/mois, gain de
poids = 0,0035 pg/cm? par heure).2

® |e niveau de réactivité de I'argent doit étre inférieur a 200 Angstroms par mois (A/mois, gain de
poids = 0,0035 pg/cm? par heure).3

e |asurveillance de la corrosion gazeuse doit se faire a environ 5 cm (2 pouces) de la fagcade de
I’armoire, c6té prise d’air, au quart et aux trois-quarts de la hauteur du chassis par rapport au
sol ou a un endroit ou la vitesse d’air est bien plus importante.

Particules
aériennes

Les centres de données doivent respecter le niveau de propreté ISO 14644-1 classe 8.

Pour les centres de données sans économiseur par rapport a I'air extérieur, le niveau de propreté
ISO 14644-1 classe 8 peut étre atteint a I'aide de I'une des méthodes de filtration suivantes :

e L’air de la piece peut étre filtré en permanence avec des filtres MERV 8.

e | ’air qui entre dans le centre de données peut étre filtré avec des filtres MERV 11 ou de
préférence avec des filires MERV 13.

Pour les centres de données avec modulation d’air, pour satisfaire la norme de propreté ISO
classe 8, le choix des filtres dépend des conditions spécifiques au centre de données.

¢ Le taux d’hygrométrie relative déliquescente de la contamination particulaire doit étre
supérieur 260 % RH.4

¢ Les centres de données ne doivent pas contenir de résidus de zinc.®

Unis.

1 ANSI/ISA-71.04-1985. Conditions environnementales pour les systémes de mesure et de contréle des processus :
contaminants atmosphériques. Instrument Society of America, Research Triangle Park, Caroline du Nord, Etats-

2 La dérivation de I’équivalence entre le taux d’augmentation de I’'épaisseur du produit par la corrosion en cuivre en
A/mois et le taux de gain de poids suppose que Cu2S et Cu20 augmentent dans des proportions égales.

3 La dérivation de I'équivalence entre le taux d’augmentation de I'épaisseur du produit par la corrosion en argent
en A/mois et le taux de gain de poids suppose que Ag2S est le seul produit corrosif.

4 L’humidité relative de déliquescence de la contamination particulaire est I’humidité relative a partir de laquelle la
poussiére absorbe suffisamment d’eau pour devenir humide et favoriser la conduction ionique.

5 Le niveau de débris en surface est mesuré de maniére aléatoire dans 10 zones du centre de données sur un
disque de 1,5 cm de diamétre de bande adhésive conductrice posée sur un raccord en métal. Si ’examen de la
bande adhésive au microscope électronique ne révéele pas de débris de zinc, le centre de données est considéré
comme exempt de particules de zinc.
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Régles techniques

Cette section énonce des regles techniques relatives au serveur.

¢ « Emplacements PCle et configurations » a la page 33

* «Regles thermiques » a la page 37

¢ «UC, dissipateur thermique et combinaisons de ventilateurs » a la page 25

e «Regles de peuplement des barrettes DIMM » a la page 27

UC, dissipateur thermique et combinaisons de ventilateurs

Modéles : 8 x 3,5 pouces / 8 x 2,5 pouces / 16 x 2,5 pouces

CPU group

Config.

Heat sink

Fan

C/B

GPUs

Mellanox ConnectX-6 100 GbE/200 GbE
AOC

Xilinx Alveo U25 FPGA
Xilinx Alveo U50 FPGA
256 GB 3DS RDIMMs

1U Aluminium

Performance

All other configurations

1U Aluminium

Standard

Double-wide GPUs

1U Aluminium

Performance

Single-wide GPUs

Mellanox ConnectX-6 100 GbE/200 GbE
AOC

Xilinx Alveo U25 FPGA
Xilinx Alveo U50 FPGA
256 GB 3DS RDIMMs

2U Standard

Performance

All other configurations

2U Standard

Standard

D/Z/X

GPUs

Mellanox ConnectX-6 100 GbE/200 GbE
AOC

Xilinx Alveo U25 FPGA
Xilinx Alveo U50 FPGA
256 GB 3DS RDIMMs

2U Performance

Performance

All other configurations

2U Performance

Standard
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Modéles : 24 x 2,5 pouces / 12 x 3,5 pouces

CPU group Config. Heat sink Fan

e P620 GPU

e Mellanox ConnectX-6 100 GbE/200 GbE
AOC

« Xilinx Alveo U25 FPGA
C/B/A e Xilinx Alveo U50 FPGA
e Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP

2U Standard Performance

Mid bays 1U Aluminium Performance

All other configurations 2U Standard Standard

* P620 GPU

e Mellanox ConnectX-6 100 GbE/200 GbE
AOC

D/Z/X ¢ Xilinx Alveo U25 FPGA
e Xilinx Alveo U50 FPGA
e Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP

2U Performance Performance

All other configurations 2U Performance Standard

Remarques :

¢ Les ventilateurs standards sont compatibles avec toutes les conditions ci-aprés. Dans les autres cas, il
convient d’utiliser des ventilateurs de performance.

- Pasde GPU
— Pas de Mellanox ConnectX-6 100 GbE/200 GbE avec AOC
— Pas de Xilinx Alveo U25 FPGA
— Pas de Xilinx Alveo U50 FPGA
— Pas de Broadcom 57454 10GBASE-T a 4 ports OCP
— Pas de 3DS RDIMM 256 Go
— Pas de baies d’unité centrales ou de baies d’unité arriére
¢ Les configurations suivantes requiérent six ventilateurs :
— configurations a deux processeurs

— configurations a processeur unique avec des disques intermédiaires, des disques arriére ou une carte
mezzanine 3

¢ Siun adaptateur Ethernet OCP 3.0 est installé, lorsque le systéme est mis hors tension mais encore
branché sur le secteur, les ventilateurs 5 et 6 continuent de tourner a une vitesse nettement inférieure. Il
s'agit de la conception systéme pour assurer le refroidissement approprié de I'adaptateur Ethernet OCP
3.0.
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Regles de peuplement des barrettes DIMM

Régles générales en matiére de combinaisons :

Des barrettes DIMM

Installation dans un méme
canal

Installation dans un méme
systéme

Barrettes RDIMM et Performance+ RDIMM

Barrettes 3DS RDIMM et autres types de
barrettes DIMM

Barrettes 3DS RDIMM 128 Go et barrettes 3DS
RDIMM 256 Go

Barrettes DIMM de densité DRAM différente

(8 Gbit et 16 Gbit) V! V!
B.arfettes DIMM de largeur de données DRAM y
différente (x4 et x8)

Barrettes DIMM de rang différent V2 V2
Barrettes DIMM fabriquées par différents v v

fournisseurs

Barrettes DIMM de différente tension®

Barrettes DIMM ECC et non ECC*

1. Installez d’abord la barrette dotée de la densité la plus élevée.

2. Installez d’abord la barrette dotée du rang le plus élevé.

3. Seule la tension 1,2 V est prise en charge.

4. Seules les barrettes DIMM ECC sont prises en charge.
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Compatibilité des barrettes DIMM (sur la base de régles générales quant aux combinaisons)

. Lo Largeur de Densité

Type Option Capacite données DRAM | DRAM

1 16 Go x8 8 Gbit

2 32 Go x4 8 Gbit
Barrette RDIMM

3 32 Go x8 16 Gbit

4 64 Go x4 16 Gbit

5 32 Go x8 16 Gbit
RDIMM Performance+

6 64 Go x4 16 Gbit

7 128 Go x4 16 Gbit
3DS RDIMM

8 256 Go x4 16 Gbit

e Options 1et3
e QOptions2et4

Prise en charge d’une combinaison dans un canal :

Prise en charge d’une combinaison dans un systeme :

e Options 1 a 4 (installez d’abord la barrette dotée de la densité la plus élevée).

e Options 5 et 6 (installez d’abord la barrette dotée de la capacité la plus élevée).
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Vous pouvez aussi suivre les régles ci-dessous pour optimiser la mémoire et les performances :

Equilibrez la capacité de mémoire par paire de canaux sur une UC donnée.
Equilibrez la capacité de mémoire pour chaque socket d’UC lorsque 2 UC sont installées.

En cas d’utilisation de barrettes RDIMM Performance+ pour maximiser la vitesse de traitement de la
mémoire, assurez-vous gque des barrettes RDIMM Performance+ de la méme capacité sont installées sur
2DPC. Si ce n’est pas le cas, vous ne bénéficierez d’aucun gain de performances.

Lorsqu’une seule barrette DIMM doit étre installée sur un canal donné, elle doit étre installée dans
I’emplacement DIMM 1 (celui qui est physiquement le plus éloigné de I’'UC).

Le serveur prend en charge une seule barrette DIMM dans la configuration minimale, toutefois, la bande
passante de la mémoire maximale requiert une barrette DIMM installée par canal (A-H). Pour obtenir des
performances optimales, installez les 8 canaux de chaque socket, chaque canal ayant la méme capacité.

Remarque : Pour obtenir des instructions détaillées sur les configurations d’équilibrage de la mémoire de
votre serveur, consultez la ressource suivante :

Configurations de mémoire équilibrées avec processeurs AMD EPYC de deuxieme ou de troisieme génération
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Ordre de peuplement recommandé (selon les régles générales)

EO|E1|FO|F1|G0|G1|HO|H1
CPU1
8|7(6(5/4|3|2]|1

1 UC installée :
D1|D0|C1|C0|B1(B0|A1|A0 EO|E1|FO(F1|(G0|G1|HO H1RearVIewD1 D0(C1|C0O(B1|B0|A1|A0
I I . I I I I I
32(31)|30|29|28|27|26|25 24(23(22(21|20|19|18|17 16(15|14|13|12(11|10| 9
Front view
Qty. DIMM population order
1 DIMM 14
2DIMMs |14 (16
3DIMMs |14]16| 3
4 DIMMs |14]16[ 3| 1
5DIMMs |14([16/ 3] 1]10
6 DIMMs |14[16] 3| 1]10]|12
7DIMMs |14(16] 3| 1]10]|12(7
8DIMMs |14 |16/ 3| 1[10]12|7]| 5
9DIMMs |14([16] 3| 1]10[12]|7| 5|13
10 DIMMs | 14 |16] 3 | 1 [10[12]7| 5 [13]15
11 DIMMs | 14|16] 3 | 1 [10]|12{7[ 5 |13[15] 4
12DIMMs | 14|16 3 | 1 |10]|12|7[ 5]13[15] 4 | 2
13 DIMMs | 14 |16] 3 | 1 [10({12]7]| 5 [13[15]4 ]| 2|9
14 DIMMs | 14 [16] 3 | 1 [10(12{7]| 5 [13[15] 4| 2| 9 [11
15DIMMs | 14|16 3 | 1 |10]|12|7[ 5]13[1514[2] 9 [11] 8
16 DIMMs | 14|16] 3| 1 [10]|12[7[5]13[15]/4[2 ]9 [11] 8|6
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2 UC installées :

Rear view

D1(D0|C1|C0(B1|B0|A1 (A0 EQ|E1|FO|F1(G0|G1|HO|H1 D1|D0|C1|C0|B1|B0O|A1 A0 EO|E1|FO|F1|G0|{G1|HO|H1
CPU2 CPU1
32|31|30|29|28|27|26|25 24|23|22|121|120( 19| 18|17 16(15|14|13|12|11]|10| 9 8|7(6(5/4|3|2]|1

Front view

Qty. DIMM population order
1 DIMM 14
2DIMMs |14 (30
3 DIMMs [14[30]|16
4 DIMMs | 14130{16]32

5DIMMs [14(30]16/32| 3

6 DIMMs [14(30]16/32| 3|19

7DIMMs | 14)30]16[{32[ 3|19|1

8 DIMMs | 14)30]16[{32[ 3]|19]|1|17

9DIMMs | 14)30]16[{32[ 3|19]|1|17[10

10 DIMMs [ 14 [30[{16]32] 3[19[1]17]10|26

11 DIMMs [ 14 [30(16]32] 3[19[1]17]10]|26[12

12 DIMMs [ 14 [30(16]32] 3[19[1]17]10|26[12[28

13 DIMMs | 14130(16{32| 3[19]|1|17]|10|26{12|28| 7

14 DIMMs | 14 [30(16]32| 3[19[1[17]10[{26[12|28| 7 |23

15 DIMMSs [ 14 [30(16]32] 3[19[1[17]10{26[12[28]| 7 |23| 5

16 DIMMSs | 14 [30(16] 32| 3[19[1[17]10[{26[12|28]| 7 |23| 5 [21

17 DIMMs [ 14 [30(16]32] 3[19[1]17]10]{26[12[28| 7 |23]| 5 [21[13

18 DIMMs [ 14 [30(16]32] 3[19[1]17]10]26[12[28| 7 |23]| 5 [21[13|29

19 DIMMs [ 14 [30(16]32] 3[19[1]17]10]{26[12[28| 7 |23]| 5 [21[13|29]|15

20 DIMMs | 14 [(30]16/32| 3|19[1[17[10]|26|12{28| 7 [23]| 5 [21]13[29|15|31

21 DIMMs | 14)30]16[{32[ 3|19]|1[17[10]26|12|28| 7 [23| 5 |21|13|29[15|31]| 4

22 DIMMs | 1430]16{32[ 3|19|1[17[10]26|12|28| 7 [23[ 5 |21]|13]|29[15[31| 4 |20

23 DIMMs | 14)30]16[{32[ 3|19]|1[17[10|26|12|28| 7 [23| 5 |21|13]|29[15|31] 4 |20] 2

24 DIMMs | 14)30]16[{32 3|19|1[17[10]26|12|28| 7 [23| 5 |21]|13]|29[15[31] 4 |20]| 2 [18

25 DIMMs | 14)30]16{32| 3|19|1[17[10]26|12|28| 7 [23[ 5 |21]|13]|29[15[31| 4 |20| 2 [18[ 9

26 DIMMs | 14)30]16{32| 3|19|1[17[10]26|12|28| 7 [23| 5 |21]|13|29[15[31] 4 |20| 2 [18| 9 |25

27 DIMMs | 14 (30]16/32| 3|19[(1[17[10]26|12|28| 7 [23]| 5 [21|13|29|15|31[ 4 |20 2 |18| 9 |25|11

28 DIMMs | 14 (30]16(32| 3|19[1[17[10]26|12{28| 7 [23]| 5 [21|13[29|15|31| 4 |20| 2 |18] 9 |25[11|27

29 DIMMs | 14)30]16[{32 3|19|1[17[10]26|12|28| 7 [23| 5 |21]|13]|29[15(31| 4 |20]| 2 [18[ 9 [25]|11]|27| 8
30 DIMMs | 1430]16{32[ 3|19|1[17[10]26|12|28| 7 [23| 5 |21]|13]|29[15(31| 4 |20]| 2 [18[ 9 [25]|11]|27| 8 [24
31 DIMMs | 14)30]16{32 3|19|1[17[10]26|12|28| 7 [23| 5 |21|13|29[15[31]| 4 |20]| 2 [18| 9 |25]|11|27| 8 [24]| 6
32 DIMMs | 14]30]16[{32[ 3|19]|1[17[10]26]|12|28| 7 [23| 5 |21]|13]|29[15[31| 4 |20]| 2 [18] 9 [25]|11]27| 8 [24]| 6 |22
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Remarque : Il existe des configurations 6 DIMM et 12 DIMM optimisées pour les performances des
modeles de serveur avec UC de série 7003 et des configurations 12 DIMM et 24 DIMM pour les modeles de
serveur avec deux UC de série 7003. Pour plus de détalils, voir le tableau ci-dessous.

Qté CPU Qté DIMM

Ordre de peuplement des barrettes DIMM optimisées pour les
performances

6 1,3,7,10,14, 16
! 12 1,2,3,4,7,8,9,10, 13, 14, 15, 16
12 1,3,7,10, 14, 16, 17, 19, 23, 26, 30, 32
2 24 1,2,3,4,7,8,9,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31,

32
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Emplacements PCle et configurations

e « Configurations des emplacements » a la page 33

¢ « Adaptateur PCle et priorité d’emplacement » a la page 33

e «Regles RAID » a la page 35

Configurations des emplacements

Le serveur prend en charge jusqu’a 8 emplacements PCle a I'arriére. Les configurations des emplacements
PCle varient selon le modéle de serveur.

Remarques :

Les emplacements définis dans le parameétre UEFI sont Iégérement différents des

emplacements physiques. Pour plus d’informations sur les emplacements définis dans le paramétre UEFI,

reportez-vous a :

e Pour les processeurs AMD EPYC série 7002 : https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/uefi_amd_2p/

onboard_device.html

e Pour les processeurs AMD EPYC série 7003 : https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/uefi_amd_2p_

milan/onboard_device.html

Vue arriére du serveur

Emplacements PCle

Emplacements 1-3 sur
la carte mezzanine 1 :

e Type 1:x16/x8/x8
e Type2:x16/x16/E
e Type 3:E/x16/x16

Emplacements 4-6 sur
la carte mezzanine 2 :

e Type 1:x16/x8/x8
e Type2:x16/x16/E
e Type 3:E/x16/x16

Emplacements 7-8 sur
la carte mezzanine 3 :

e Type1:x16/x16
e Type2:x8/x8

Emplacements 1 a 3 sur
la carte mezzanine 1 :

e Type 1:x16/x8/x8
e Type2:x16/x16/E
e Type 3:E/x16/x16

Emplacements 4 a 6 sur
la carte mezzanine 2 :

e Type 1:x16/x8/x8
o Type2:x16/x16/E
e Type 3:E/x16/x16

Non disponible

Emplacements 1 a 3 sur
la carte mezzanine 1 :

e Type1:x16/x8/x8
e Type2:x16/x16/E
e Type 3:E/x16/x16

Emplacement 6 sur la
carte mezzanine 2 : x16

Non disponible

Emplacements 1 a 3 sur
la carte mezzanine 1 :

e Type 1:x16/x8/x8
e Type2:x16/x16/E
e Type 3:E/x16/x16

Emplacement 6 sur la
carte mezzanine 2 : x16

Non disponible

Emplacement 3 sur la
carte mezzanine 1 : x16

Emplacement 6 sur la
carte mezzanine 2 : x16

Non disponible

Adaptateur PCle et priorité d’emplacement

Le tableau suivant indique la séquence d’emplacements physiques recommandée pour les adaptateurs PCle

communs.
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HBA

530-8i/5350-8i/540-8i/930-8i/9350-
8i/940-8i RAID

Adaptateurs PCle Qté max. | Priorité d’emplacement
Single-wide LPHL (40W/75W) 8 e 1CPU:1,2,3.7
e 2CPU:1,4,5,6,7,8,2,3
Single-wide FHFL (150W) 3 e 1CPU:1.7
e 2CPU:1,4,7
GPU Double-wide FHFL (250W/300W) 3 « 1CPU:2,7
e 2CPU:2,5,7
Remarques : Pour installer un GPU
double largeur, I'un des boitiers de carte
mezzanine est nécessaire :
e Boitier de carte mezzanine 1/2 E/x16/x16
e Boitier de carte mezzanine 3 x16/x16
e 1CPU:1
Xilinx Alveo U25 FPGA 2 e 2CPU: 1,4
e 2CPU+1A100GPU: 3,4
6 e 1CPU:1
Xilinx Alveo U50 FPGA ’
e 2CPU:1,4,2,5,7,8
Broadcom 57508 100GbE 2-port
Broadcom 57454 10/25GbE SFP28
4-port PCle Ethernet Adapter_
Refresh (V2)
Mellanox ConnectX-6 HDR100 1B/ e 1CPU:1,2,3,7
100GbE VPI1-port e 2CPU:1,4,2,5,3,6,7,8
Mellanox ConnectX-6 HDR100 1B/ 6 Remarque : Le Broadcom 57454 10/
NIC 100GbE VPI 2-port 25GbE SFP28 4-port PCle Ethernet
Mellanox ConnectX-6 HDR100 1B/ Adapter_Refresh (V2) nécessite un support
pleine hauteur et doit étre installé dans un
200GbE VPI 2-port )
emplacement pleine hauteur.
Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE 2-
port
Intel E810-DA4 10/25GbE SFP28 4-
port
e 1CPU:2,3,1,7
e 2CPU:2,5,3,6,7,8,1,4
Autres 8 Remarque : Le Broadcom 57454 10/
25GbE SFP28 4-port PCle Ethernet
Adapter nécessite un support pleine
hauteur et doit étre installé dans un
emplacement pleine hauteur.
430-8i/4350-8i HBA
Internal SFF RAID/ 4 e 1CPU:2,3,1,7

e 2CPU:2,3,5,6,7,8,1,4
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Adaptateurs PCle

Qté max.

Priorité d’emplacement

430-16i/4350-16i/440-16i HBA

530-16i/540-16i/930-16i/9350-16i/
940-16i/940-32i RAID

e 1CPU:2,3,1,7
e 2CPU:2,3,5,6,7,8,1,4

Internal CFF RAID/HBA/RAID expander

Chaéssis avant

External RAID/ 930-8e/940-8e RAID

HBA Autres

NA

Commutateur NVMe

e 32 NVMe config: 1,2, 4,5
¢ 16 NVMe config:
- 1CPU:1,2,3
- 2CPU:1,2,4,5,3,6,7,8

NVMe Switch/
retimer

Resynchroniseur

e 24 NVMe config: 1,2,4,5
16/8 NVMe config:

- 1CPU:1,2,3

- 2CPU:1,2,4,5,3,6,7,8

Remarque : Les unités NVMe CM6-V,
CM6-R et CM5-V ne sont pas prises en
charge lorsqu’un systéme est doté de
cartes de resynchroniseur.

FC HBA

e 1CPU:2,3,1,7
e 2CPU:2,5,3,6,7,8,1,4

Remarque : Pour plus d’informations sur
les adaptateurs HBA FC pris en charge
https://lenovopress.com/Ip1269-thinksystem-
sr665-server#fibre-channel-host-bus-
adapters.

PCle SSD

e 1CPU:2,3,1,7
e 2CPU:2,5,8,6,7,8,1,4

7mm drive cage

Emplacement 3 ou 6

Serial port module

Emplacement 3 ou 6

OCP 3.0

Emplacement OCP

Régles RAID

Les éléments Gen 3 et Gen 4 ne peuvent pas étre installés en méme temps sur une seule carte mezzanine.

Les controleurs RAID appartenant a la méme génération PCle peuvent étre installés sur une carte

mezzanine.

Les contrdleurs RAID et HBA peuvent étre installés sur une carte mezzanine.

Les adaptateurs RAID/HBA 4350/5350/9350 ne peuvent pas étre associés aux adaptateurs suivants sur

un méme systéme :

— Adaptateur Intel Ethernet OCP/PCle E810-DA2
— Adaptateur Intel Ethernet OCP/PCle E810-DA4

— Adaptateurs RAID/HBA 430/530/930
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— Adaptateurs RAID/HBA 440/940/540, sauf les adaptateurs RAID/HBA externes 440-8e/440-16e/940-8e
e Lacarte SSD PCle ne prend pas en charge la fonction RAID.

e | ’adaptateur RAID 940-8i ou RAID 940-16i prend en charge le Tri-mode. Lorsque le Tri-mode est activé, le
serveur prend en charge les unités NVMe U.3, SAS et SATA en méme temps. Les unités NVMe sont
connectées via une liaison PCle x1 au contrdleur.

Remarque : Pour la prise en charge du triple mode avec des unités NVMe, le mode U.3 x1 doit étre
activé pour les emplacements d’unités sélectionnés sur le fond de panier via I'interface graphique Web
XCC. Sinon, les unités NVMe U.3 ne peuvent pas étre détectées. Pour en savoir plus, consultez

« Installation d'une unité remplacable a chaud » a la page 210.

¢ | es adaptateurs HBA 430/440 ne prennent pas en charge la fonction de gestion d’erreur SED (Self-
Encrypting Drive).

¢ Les contrbleurs RAID 930/9350/940 nécessitent un supercondensateur.

¢ Une erreur de type Oversubscription se produit lorsque le systeme prend en charge 32 disques NVMe
avec des adaptateurs de commutateur NVMe. Pour plus de détails, voir NVMe drive support.
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Régles thermiques

Cette rubrique fournit les regles thermiques a suivre pour le serveur en fonction de la configuration matérielle.

e Baies d’unité centrales/arriere 3,5 pouces
e Processeurs 7373X ou 7473X

Modéle uc Configuration Température
ambiante max.
¢ Mellanox ConnextX-6 < 100 GbE
e Xilinx Alveo U25 35 °C
e NVIDIA Quadro P620 GPU
e Broadcom 57454 OCP 3.0
¢ Mellanox ConnextX-6 100 GbE/200GbE with AOC
Tous les modéles ¢ Mellanox ConnectX-7 200GbE/400GbE with AOC
e Xilinx Alveo U50
Remarques :
au 30°C
e Lorsque I'élément Xilinx Alveo U50 est installé, la
redondance des ventilateurs et les baies d’unité
centrales/arriére ne sont pas prises en charge.
e Jusqu’a six cartes U50 sont prises en charge dans
des modéles 8 x 2,5",16 x 2,5" et 8 x 3,5".
GPU T4/A2 35°C
Modeéles : 8 x Groupe : C/B/A/D/ | ¢« GPU A10
2,5 pouces °
pou 2X e GPU double largeur 30°C
e 3DS RDIMM 256 Go
Modeéles : 8 x e GPU simple largeur : T4/A2, A10
Groupe : C/B/A/D/ o
3,5 pouces /16 x Z/X e GPU double largeur 30°C
2,5 pouces
e 3DS RDIMM 256 Go
Groupe : C/B e Baies d’unité avant uniquement 35°C
e Baies d’unité centrales/arriére 2,5 pouces
Modeéles : 24 x ) . :
2.5 pouces Baies d’unité avant uniqguement 35°C
Groupe : A/D/Z/X e Baies d’unité centrales/arriere 2,5 pouces 30 °C
e Processeurs 7373X ou 7473X
Groupe : C/B e Baies d’unité avant uniquement 35°C
e Baies d’unité centrales/arriere 2,5 pouces
Baies d’unité avant uniquement 35°C
Groupe : A/D
Modeéles : 12 x Baies d’unité centrales/arriere 2,5 pouces 30 °C
3,5 . o .
pouces Baies d’unité avant uniquement 35°C
Groupe : Z/X ¢ Baies d’unité centrales/arriére 2,5 pouces
30°C
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Remarques : Pour la configuration 12 x 3,5" SAS/SATA (avant) + 8 x 2,5" NVMe (milieu), la température
ambiante ne doit pas dépasser 25 °C lorsque les unités SSD NVMe suivantes sont installées :

e SSD NVMe 2,5" U.3 PM1733a 30,72 To Rl
e SSD NVMe 2,5" U.3 PM1733a 15,36 To Rl
e SSD NVMe 2,5" U.2 P5520 7,68 To RI

e SSD NVMe 2,5" U.2 P5520 15,36 To Rl

e SSD NVMe 2,5" U.2 P5620 6,4 To

e SSD NVMe 2,5" U.2 P5620 12,8 To

38 ThinkSystem SR665 Guide de configuration



Chapitre 2. Composants serveur

Cette section fournit des informations pour vous aider a localiser les composants serveur.

Vue avant

Cette section présente la vue avant des différents modéles de serveurs.

¢ Modéles de serveur équipés de baies d’unité avant 2,5 pouces

« Eight 2.5-inch front drive bays » a la page 40

« Eight 2.5-inch front drive bays (with LCD diagnostics panel) » a la page 41

« Sixteen 2.5-inch front drive bays » a la page 42

« Sixteen 2.5-inch front drive bays (with LCD diagnostics panel) » a la page 43
« Twenty-four 2.5-inch front drive bays » a la page 44

« Backplane-less » a la page 45

¢ Modéles de serveur équipés de baies d’unité avant 3,5 pouces

« Eight 3.5-inch front drive bays » a la page 46
« Twelve 3.5-inch front drive bays » a la page 47
« Backplane-less » a la page 48

© Copyright Lenovo 2020, 2023

39



Modéles de serveur équipés de huit baies d’unité avant 2,5 pouces

L'illustration suivante présente la vue avant des modeles de serveur avec huit baies d'unité 2,5 pouces.
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Figure 4. Modéle de serveur équipé de huit baies d’unité avant 2,5 pouces

Tableau 3. Composants situés sur la face avant du serveur

Légende

Légende

Connecteur de diagnostic externe

H Connecteur VGA (facultatif)

H Voyant d'activité de |'unité

I Voyant d'état de |'unité

H Obturateurs de baie d’unité (2)

M Bloc d’E-S avant avec panneau de diagnostics

Taquet d'armoire (droit)

H Etiquette amovible

Kl Baies d’unité (8)

1 Taquet d'armoire (gauche)

Remarque : Pour plus d'informations sur chaque composant, voir « Présentation des composants avant » a

la page 49.
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Modéles de serveur équipés de huit baies d'unité avant 2,5 pouces (avec panneau des diagnostics
LCD)

L'illustration suivante présente la vue avant des modeéles de serveur avec huit baies d'unité 2,5 pouces.
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Tableau 4. Composants situés sur la face avant du serveur

Légende Légende

K Connecteur de diagnostic externe H Connecteur VGA (facultatif)

H Voyant d'activité de I'unité I Voyant d'état de I'unité

H Obturateur de baie d'unité I Bloc d’E-S avant avec panneau de diagnostics LCD
Taquet d'armoire (droit) H Etiquette amovible

Kl Baies d’unité (8) Taquet d'armoire (gauche)

Remarque : Pour plus d'informations sur chaque composant, voir « Présentation des composants avant » a

la page 49.

Chapitre 2. Composants serveur

41



Modéles de serveur équipés de seize baies d’unité 2,5 pouces

L'illustration suivante présente la vue avant des modeles de serveur avec seize baies d'unité 2,5 pouces.
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Tableau 5. Composants situés sur la face avant des modeles de serveur

Légende

Légende

Connecteur de diagnostic externe

H Connecteur VGA (facultatif)

H Voyant d'activité de I'unité

A Voyant d'état de I'unité

H Obturateur de baie d'unité

I Bloc d’E-S avant avec panneau de diagnostics

Taquet d'armoire (droit)

H Etiquette amovible

Kl Baies d’unité (16)

Taquet d'armoire (gauche)

Remarque : Pour plus d'informations sur chaque composant, voir « Présentation des composants avant » a

la page 49.
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Modéles de serveur équipés de seize baies d’unité 2,5 pouces (avec panneau de diagnostic LCD)

L'illustration suivante présente la vue avant des modéles de serveur avec seize baies d'unité 2,5 pouces.
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Tableau 6. Composants situés sur la face avant du serveur

G
]

Légende

Légende

Connecteur de diagnostic externe

H Connecteur VGA (facultatif)

H Voyant d'activité de I'unité

A Voyant d'état de I'unité

H Bloc d’E-S avant avec panneau de diagnostics LCD

I Taquet d'armoire (droit)

Etiquette amovible

H Baies d’unité (16)

Kl Taquet d'armoire (gauche)

Remarque :
la page 49.

Pour plus d'informations sur chaque composant, voir « Présentation des composants avant » a
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Modéles de serveur équipés de vingt-quatre baies d’unité avant 2,5 pouces

L'illustration suivante présente la vue avant des modeles de serveur avec vingt-quatre baies d'unité avant

2,5 pouces.
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Tableau 7. Composants situés sur la face avant des modeéles de serveur

Légende

Légende

Connecteur de diagnostic externe

H Connecteur VGA (facultatif)

H Voyant d'activité de I'unité

I Voyant d'état de |'unité

H Bloc d’E-S avant avec panneau de diagnostics

A Taquet d'armoire (droit)

Etiquette amovible

H Baies d’unité (24)

El Taquet d'armoire (gauche)

Remarque : Pour plus d'informations sur chaque composant, voir « Présentation des composants avant » a

la page 49.
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Modeles de serveur équipés de baies d’unité 2,5 pouces avant (sans fond de panier)

L'illustration suivante présente la vue avant des modeéles de serveur avec des baies d'unité avant 2,5 pouces
(sans fond de panier)
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Tableau 8. Composants situés sur la face avant des modéles de serveur

Légende Légende

Hl Connecteur de diagnostic externe H Connecteur VGA (facultatif)

H Obturateurs de baie d’unité (3) I Bloc d’E-S avant avec panneau de diagnostics
H Taquet d'armoire (droit) I Etiquette amovible

Taquet d’armoire (gauche)

Remarque : Pour plus d'informations sur chaque composant, voir « Présentation des composants avant » a
la page 49.
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Modéles de serveur équipés de huit baies d’unité avant 3,5 pouces

L'illustration suivante présente la vue avant des modeéles de serveur avec huit baies d'unité avant 3,5 pouces.
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Tableau 9. Composants situés sur la face avant des modeles de serveur
Légende Légende
Connecteur de diagnostic externe H Connecteur VGA (facultatif)
H Voyant d'activité de |'unité I Voyant d'état de |'unité
H Obturateur de baie d'unité I Bloc d’E-S avant avec panneau de diagnostics
Taquet d'armoire (droit) H Etiquette amovible
K1 Baies d’unité (8) Taquet d'armoire (gauche)

Remarque : Pour plus d'informations sur chaque composant, voir « Présentation des composants avant » a
la page 49.
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Modéles de serveur équipés de douze baies d’unité avant 3,5 pouces

L'illustration suivante présente la vue avant des modéles de serveur avec douze baies d'unité 2,5 pouces.
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Tableau 10. Composants situés sur la face avant des modéles de serveur

Légende

Légende

Connecteur de diagnostic externe

H Connecteur VGA (facultatif)

H Voyant d'activité de l'unité

I Voyant d'état de I'unité

H Bloc d’E-S avant avec panneau de diagnostics

A Taquet d'armoire (droit)

Etiquette amovible

H Baies d’unité (12)

Kl Taquet d'armoire (gauche)

Remarque : Pour plus d'informations sur chaque composant, voir « Présentation des composants avant » a

la page 49.
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Vue avant des modeéles de serveur équipés de baies d’unité avant 3,5 pouces (sans fond de panier)

L'illustration suivante présente la vue avant des modeles de serveur avec des baies d'unité 3,5 pouces (sans
fond de panier)
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Tableau 11. Composants situés sur la face avant des modeéles de serveur

Légende Légende

Hl Connecteur de diagnostic externe H Connecteur VGA (facultatif)

H Bloc d’E-S avant avec panneau de diagnostics I Taquet d'armoire (droit)

H Etiquette amovible I Obturateurs de baie d’unité (12)

Taquet d’armoire (gauche)

Remarque : Pour plus d'informations sur chaque composant, voir « Présentation des composants avant » a
la page 49.
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Présentation des composants avant

Panneau des diagnostics

Le panneau des diagnostics est intégré au bloc d’E-S avant sur certains modéles. Pour plus d’informations a
propos des commandes et des voyants d’état du panneau des diagnostics, voir « Panneau des diagnostics »
ala page 51.

Voyants d’unité

Chaque unité remplacgable a chaud est accompagnée d’un voyant d’activité et d’un voyant d’état. Les
signaux sont contrélés par les fonds de panier. Des couleurs et des vitesses différentes indiquent les
activités ou I'état de I'unité. La figure ci-apres présente les voyants sur une unité de disque dur ou un disque
SSD.

]

Figure 5. Voyants d’unité

Voyant d’unité Etat Description
Voyant d'état de 'unité | Jaune fixe L’unité a détecté une erreur.

roit . - . - .
(droite) Clignotement jaune (lent, environ un L’unité est en cours de régénération.

clignotement par seconde)

Clignotement jaune (rapide, environ quatre | L'adaptateur RAID recherche

clignotements par seconde) I'emplacement de |'unité.
H Voyant d'activité de Vert fixe L’unité est alimentée mais non active.
'unité (gauche) Vert clignotant L’unité est active.

Connecteur de diagnostic externe

Le connecteur permet de connecter un ensemble de diagnostic externe. Pour plus d'informations sur ses
fonctions, consultez « Ensemble/panneau des diagnostics LCD » a la page 54.

Bloc d’E-S avant avec panneau de diagnostic LCD

L’assemblage est fourni avec un panneau des diagnostics LCD intégré qui peut étre utilisé pour obtenir
rapidement I’état du systéme, les niveaux de microprogramme, des informations réseau et des informations
sur |'état du systeme. Pour plus d'informations sur les fonctions du panneau, consultez « Ensemble/panneau
des diagnostics LCD » a la page 54.

Unités remplacables a chaud et baies d’unité

Les baies d’unité a I’avant et a I'arriére de votre serveur sont congues pour les unités remplacables a chaud.
Le nombre d’unités installées sur votre serveur varie selon le modele. Lorsque vous installez des unités,
respectez I’ordre des numéros de baie d’unité.
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L’intégrité EMI et le refroidissement du serveur sont assurés si toutes les baies d’unité sont occupées. Les
baies d’'unité vides doivent étre occupées par des obturateurs d’unité.

Etiquette amovible

L'étiquette d'acces réseau Lenovo XClarity Controller se trouve sur I'étiquette amovible. Le nom d'héte
Lenovo XClarity Controller par défaut et I'adresse locale du lien IPv6 (LLA) sont fournis sur I'étiquette.

Pour plus d'informations, voir « Définition de la connexion réseau pour Lenovo XClarity Controller » a la page
258.

Taquets d'armoire

Si le serveur est installé dans une armoire, vous pouvez utiliser les taquets d’armoire pour 'en sortir. Vous
pouvez également utiliser les taquets d'armoire et les vis pour fixer le serveur dans I'armoire afin de le
sécuriser, en particulier dans les zones sujettes aux vibrations. Pour plus d'informations, voir le Guide
d'installation en armoire fourni avec le kit de glissieres.

Connecteurs USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)

Les connecteurs USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) peuvent étre utilisés pour connecter un périphérique compatible
USB, tel qu’un clavier USB, une souris USB ou un dispositif de stockage USB.

Connecteur VGA

Les connecteurs VGA a I’'avant et a I’arriere du serveur peuvent étre utilisés pour connecter un moniteur
hautes performances, un moniteur a unité directe ou d’autres appareils qui utilisent un connecteur VGA.
Connecteur USB XClarity Controller

Le connecteur USB XClarity Controller peut fonctionner comme un connecteur USB 2.0 normal sur le
systeme d’exploitation héte. En outre, il peut également étre utilisé pour connecter le serveur a un appareil
Android ou iOS, ou vous pouvez ensuite installer et lancer I’application Lenovo XClarity Mobile pour gérer le
systéme & I’aide de XClarity Controller.

Pour plus d’informations sur I'utilisation de I’application Lenovo XClarity Mobile, consultez http://
sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.Ixca.doc/Ixca_usemobileapp.html.
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Panneau des diagnostics

Le panneau des diagnostics comporte des commandes, des connecteurs et des voyants.

Remarque : Le panneau des diagnostics avec écran LCD est disponible pour certains modeéles. Pour plus
de détails, voir « Ensemble/panneau des diagnostics LCD » a la page 54.
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Figure 6. Bloc d’E-S avant pour les modéles de serveur

Tableau 12. Composants du bloc d’E-S avant

Légende

Légende

Connecteur USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)

H Connecteur USB 2.0 avec gestion de XClarity
Controller

H Bouton d’alimentation avec voyant d’état de

I Voyant d’activité réseau (pour I'adaptateur Ethernet

I’alimentation OCP 3.0)

H Bouton ID du systéme avec voyant ID du systéme A Voyant d’erreur systéme

Connecteur USB 2.0 avec gestion de XClarity Controller

Selon les paramétres, ce connecteur prend en charge la fonctionnalité USB 2.0, la fonction de gestion de
XClarity Controller, ou les deux.

¢ Sile connecteur est défini pour la fonction USB 2.0, vous pouvez connecter un périphérique qui requiert
un connecteur USB 2.0, tel qu’un clavier, une souris, ou un dispositif de stockage USB.

¢ Sile connecteur est paramétré pour la fonction de gestion de XClarity Controller, vous pouvez relier un
appareil mobile installé avec I'application pour exécuter les journaux des événements XClarity Controller.

¢ Sile connecteur est défini pour les deux fonctions, vous pouvez appuyer sur le bouton ID systéme
pendant trois secondes pour basculer entre les deux fonctions.

K Connecteur USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)

Utilisé pour connecter un périphérique qui requiert une connexion USB 2.0 ou 3.2, par exemple un clavier,
une souris ou un dispositif de stockage USB.
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H Bouton d’alimentation avec voyant d’état de I’'alimentation

Lorsque vous avez terminé de configurer le serveur, le bouton d’alimentation vous permet de le mettre sous
tension. Si vous ne pouvez pas mettre le serveur hors tension a partir du systéme d’exploitation, vous
pouvez également maintenir le bouton d’alimentation enfoncé pendant plusieurs secondes pour mettre le
serveur hors tension. Le voyant d’état de I'alimentation vous indique I’état actuel de I’alimentation.

Etat Couleur Description

Sous tension, fixe | Vert Le serveur est sous tension et en cours d’exécution.

Clignotement lent | Vert Le serveur est hors tension et est prét a étre mis sous tension (état de veille).
(environ un

clignotement par

seconde)

Clignotement Vert Le serveur est éteint, mais le XClarity Controller est en cours d’initialisation et le
rapide (environ serveur n’est pas prét a étre mis sous tension.

quatre

clignotements par

seconde)

Eteint Aucun Aucune alimentation en courant alternatif n’est appliquée au serveur.

A Voyant d’activité réseau

Lorsqu’un adaptateur Ethernet OCP 3.0 est installé, le voyant d’activité réseau situé sur le bloc d’E-S avant
vous permet d’identifier la connectivité et I'activité réseau.

Etat Couleur Description
Allumé Vert Le serveur est connecté a un réseau.
Clignotant Vert Le réseau est connecté et actif.

Eteint Aucun Le serveur n’est pas connecté au réseau.

Remarque : Siaucun adaptateur Ethernet OCP 3.0 n’est installé, ce voyant est éteint.
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H Bouton ID systéme avec voyant ID systéme

Utilisez ce bouton ID systéeme et le voyant bleu d’'ID systéme pour localiser visuellement le serveur. Un
voyant d’ID systéeme figure également a I’arriere du serveur. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton
d’ID systeme, I'état des deux voyants d’ID systéme change. Les voyants peuvent étre allumés, clignotants,

ou éteints.

Si le connecteur USB du XClarity Controller est défini pour la fonction USB 2.0 et pour la fonction de gestion
du XClarity Controller a la fois, vous pouvez appuyer sur le bouton ID systéme pendant trois secondes pour
commuter entre les deux fonctions.

A Voyant d’erreur systéme

Le voyant d’erreur systeme indique les fonctions de diagnostic de base de votre serveur. S’il est allumé, il se
peut qu’un ou plusieurs voyants d’erreur systéme soient également allumés dans le serveur pour vous guider

vers |'origine de I’erreur.

et fonctionne correctement.

Etat Couleur Description Action
Allumé Jaune Une erreur a été détectée sur le serveur. Consultez le journal des événements pour
Une ou plusieurs des erreurs suivantes déterminer la cause spécifique de I’erreur.
peuvent en étre la cause : Vous pouvez aussi suivre le diagnostic
e . Lightpath pour déterminer si d’autres
e Une défaillance du ventilateur ghtpath p i N o
voyants sont allumés, afin d’identifier
¢ Une erreur de mémoire I'origine de I'erreur. Pour plus
e Unincident de stockage d’informations sur les diagnostics
. , ) Lightpath, voir le Guide de maintenance de
¢ Une défaillance d’appareil PCle votre serveur.
e Une panne d’alimentation
® Une erreur du CPU
e Une erreur de la carte mere
Eteint Aucun Le serveur est hors tension ou sous tension | Aucune.
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Ensemble/panneau des diagnostics LCD

Le panneau de diagnostic LCD est un composant connecté a I’'avant du serveur. L’ensemble de diagnostic
LCD est un périphérique externe qui peut étre connecté au serveur au moyen d’un cable. Les fonctions du
composant intégré et de ’appareil externe sont identiques, et tous deux peuvent étre utilisés pour accéder
rapidement aux informations systéme telles que les erreurs actives, I'état du systeme, les informations du
microprogramme, les informations réseau et les informations sur I'intégrité.

Ou trouver le panneau des diagnostics LCD

Emplacement Légende

Le panneau des diagnostics LCD est connecté a I'avant
du serveur.

Hl La poignée avec laquelle le panneau peut étre retiré et
inséré dans I'armoire.
Remarques :

e e panneau peut étre inséré ou retiré quel que soit
I’état du systeme.

® |orsque vous sortez le panneau, tenez-le avec
précaution par la poignée et évitez tout dégagement
brusque.
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Ou trouver ’ensemble de diagnostic LCD externe

Emplacement

Légende

L’ensemble de diagnostic LCD externe est connecté au
serveur au moyen d’un cable externe.
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L’ensemble de diagnostic LCD externe peut étre
connecté au serveur au moyen d’un cable externe.

H La partie inférieure magnétique par laquelle le dispositif
peut étre fixé sur la partie supérieure ou sur le c6té de
I’armoire. Cela est utile pour vous libérer les deux mains
lors de certaines taches de maintenance.

H Le connecteur de diagnostic externe a I’avant du
serveur qui peut étre utilisé pour connecter un ensemble
de diagnostic LCD externe.
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Etape 1. Appuyez sur le clip en plastique de la fiche dans la direction indiquée.

Etape 2. Retirez délicatement le cable du connecteur tout en gardant le clip enfoncé.
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Présentation du panneau de diagnostic LCD

Status Dashboard

System Name Ambient Temp
System Status Power
Active Alerts Checkpoint Code | Active Session

Menu: * Active Alerts
« Status Dashboard

« VPD @
« System Firmware J

« XCC Network EJ 2
¢ Environmental >

« Active Sessions @

« Actions

Ecran LCD

H Boutons de défilement (haut/bas/gauche/droit). Appuyez sur les boutons de défilement pour rechercher et
sélectionner les informations systéeme.

H Bouton de sélection. Appuyez sur le bouton de sélection pour effectuer votre sélection parmi les options
de menu.
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Organigrammes des options

Le panneau et I’ensemble de diagnostic LCD affichent différentes informations systéme. Parcourez les
options a I'aide des touches de défilement.

/
R | Status Dashboard /P
bttt 25 C
System Init. 1 W
1 Active Alerts Bxa9

Select

E] System Status
Dashboard

XCC
[Z] Network
Information

IPv4 Network
Mask

IPv4 DNS

IPv6 Link
Local IP

Stateless IPv6 IP

Static IPv6 IP

Current IPv6
Gateway

IPv6 DNS

Temparature

&‘/_} @ E]— Scroll up/down/left/right

System
Environment

Ambient
Temp

Exhaust Temp
PSU 1
FAN 1 - FAN 4

FAN 5 - FAN 8

System VPD

Machine Type
Model
Serial Number

Universal
Unique ID

Active
Sessions

User
Sessions 1

-]

User
Sessions 31

Checkpoint Code

Power consumption/

System [E

Firmware

uEFlI

XCC Primary

XCC Backup

Restore XCC @
to Defaults

Force XCC
Reset

Request XCC
Reset

Clear CMOS

Request Virtual
Reset

Modify XCC
IPv4 Address

Modify System
Name

Generate /
Download FFDC
Service Data

Remove FPGA
Test Image [i]
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Liste de menus compléte

La liste qui suit répertorie les options disponibles sur le panneau et I’ensemble de diagnostic LCD. Basculez
entre une option et les entrées d’informations annexes avec le bouton de sélection et basculez entre les

options ou les entrées d’informations avec les boutons de défilement.

Menu Accueil (tableau de bord de I’état du systéme)

Menu Accueil Exemple
Nom du systéeme
Hl Etat du systéme
El Nombre d’alertes actives < Status Dashboard >
B o5 ¢ B 4]
A Température B— Sustem Init. 11 W+—a
1 Active Alerts ExE9
H Consommation électrique B —3
A Code de point de controle

Alertes actives

Sous-menu

Exemple

Ecran d’accueil :

Nombre d’erreurs actives

Remarque : Le menu « Alertes actives » affiche
uniquement la quantité d’erreurs actives. Si aucune
erreur ne se produit, le menu « Alertes actives » ne sera
pas disponible durant la navigation.

1 Active Alerts

Ecran des détails :

¢ |D du message d’erreur (type : erreur/
avertissement/information)

e Heure de I'occurrence

e Sources possibles de 'erreur

Active Alerts: 1

Press ¥ to view alert details
FQXSPPUOOON (Error)
04/07/2020 02:37:39 PM

CPU 1 Status:

Configuration Error

Informations relatives aux données techniques essentielles du systéeme

Sous-menu

Exemple

e Type et numéro de série de la machine
¢ |dentificateur unique universel (UUID)

Machine Type: xxXxx

Serial Num: XXXXXX

Universal Unique ID:
29:9:9:10:9:9:9:9:9:9:9:9:0:0:0:9:9:9:9:9:9:0:0:9:9:9:$ 4
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Microprogramme du systéme

Sous-menu

Exemple

UEFI

¢ Niveau de microprogramme (état)
¢ |D de build

e Numéro de version

e Date de sortie

UEFI (Inactive)
Build: DOE101P
Version: 1.00
Date: 2019-12-26

XCC primaire

¢ Niveau de microprogramme (état)
e |D de build

¢ Numéro de version

e Date de sortie

XCC Primary (Active)
Build: DVI399T
Version: 4.07

Date: 2020-04-07

Sauvegarde XCC

¢ Niveau de microprogramme (état)
e |D de build

¢ Numéro de version

e Date de sortie

XCC Backup (Active)
Build: D8BTOS5I
Version: 1.00
Date: 2019-12-30

Informations réseau du module XCC

Sous-menu

Exemple

e Nom d’héte XCC

¢ Adresse MAC

e Masque de réseau IPv4
e DNSIPv4

* Adresse IP de lien IPv6
e |PIPv6 sans état

e Adresse IPv6 statique

¢ Passerelle IPv6 en cours
e [Pv6 DNS

Remarque : Seule I'adresse MAC actuellement en
service est affichée (extension ou partagée).

XCC Network Information
XCC Hostname: XCC-xxxx-SN

MAC Address:

XX XX IXX XX XX XX
IPv4d IP:

XX . XX .XX.XX

IPv4 Network Mask
IX.X.X.X

IPv4 Default Gateway
P X.X.X.X

Chapitre 2. Composants serveur

59



Information sur I’environnement du systéme

Sous-menu

Exemple

Température ambiante
Température d’aération
Etat de I'autotest rapide & la mise sous tension

Ambient Temp: 24 C
Exhaust Temp: 0 C

PSUl: Vin= 213 w
Inlet= 26 C

FAN1 Front: 21000 RPM
¢ Vitesse de rotation des ventilateurs en tr/min FAN2 Front: 21000 RPM
FAN3 Front: 21000 RPM
FAN4 Front: 21000 RPM
Sessions actives
Sous-menu Exemple

Nombre de sessions actives

Active User Sessions: 1

Actions

Sous-menu

Exemple

Plusieurs actions rapides prises en charge pour les
utilisateurs

Restaurer XCC sur les parameétres par défaut
Forcer la réinitialisation du module XCC
Demander une réinitialisation XCC
Effacement du CMOS

Demander une réinstallation virtuelle

Modifier adresse IPv4 statique XCC/masque de
réseau/passerelle

Modifier le nom du systéme

Générer/Télécharger les données de service
FFDC

Image de test de la suppression de FPGA

Request XCC Reset?
This will request the BMC to reboot itself.
Hold V for 3 seconds
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Vue arriére

L’arriére du serveur permet d’accéder a plusieurs connecteurs et composants.

Reportez-vous a la vue arriére suivante pour les différents modéeles de serveur :

« Server model with eight PCle slots » a la page 62

« Server model with four 2.5-inch rear drive bays and six PCle slots » a la page 63

« Server model with eight 2.5-inch rear drive bays and four PCle slots » a la page 64
« Server model with two 3.5-inch rear drive bays and four PCle slots » a la page 65
« Server model with four 3.5-inch rear drive bays and two PCle slots » a la page 66
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Modéles de serveur équipés de huit emplacements PCle
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Tableau 13. Composants situés sur la face arriére du serveur

Légende

Légende

K Emplacement PCle 1 (sur I’'assemblage de cartes
mezzanines 1)

H Emplacement PCle 2 (sur ’'assemblage de cartes
mezzanines 1)

H Emplacement PCle 3 (sur I’'assemblage de cartes
mezzanines 1)

I Emplacement PCle 4 (sur 'assemblage de cartes
mezzanines 2)

H Emplacement PCle 5 (sur I’'assemblage de cartes
mezzanines 2)

A Emplacement PCle 6 (sur ’'assemblage de cartes
mezzanines 2)

Emplacement PCle 7 (sur I’'assemblage de cartes
mezzanines 3)

H Emplacement PCle 8 (sur ’'assemblage de cartes
mezzanines 3)

Kl Bloc d'alimentation 1

Bloc d’alimentation 2 (facultatif)

Bouton NMI

Connecteur USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) (1 DCI)

Connecteur VGA

Connecteurs USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) (2 DCI)

EH Connecteur réseau du XClarity Controller

A Connecteurs Ethernet sur adaptateur Ethernet
OCP 3.0 (facultatif, deux ou quatre connecteurs peuvent
étre disponibles)

Remarque : Pour plus d’informations sur chaque composant, voir « Présentation des composants arriere »

ala page 67.
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Modéles de serveur équipés de quatre baies d’unité arriére 2,5 pouces et de six emplacements PCle

Tableau 14. Composants situés sur la face arriére du serveur

A el
! il
O o™ o
e e
W et N [ NS
0 é 8

Légende

Légende

Emplacement PCle 1 (sur 'assemblage de cartes
mezzanines 1)

H Emplacement PCle 2 (sur 'assemblage de cartes
mezzanines 1)

H Emplacement PCle 3 (sur 'assemblage de cartes
mezzanines 1)

I Emplacement PCle 4 (sur 'assemblage de cartes
mezzanines 2)

H Emplacement PCle 5 (sur 'assemblage de cartes
mezzanines 2)

A Emplacement PCle 6 (sur 'assemblage de cartes
mezzanines 2)

Baies d’unité arriére 2,5 pouces (4)

H Bloc d'alimentation 1

K Bloc d’alimentation 2 (facultatif)

Bouton NMI

I Connecteur USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) (1 DCI)

Connecteur VGA

Connecteurs USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) (2 DCI)

Connecteur réseau du XClarity Controller

EH Connecteurs Ethernet sur adaptateur Ethernet
OCP 3.0 (facultatif, deux ou quatre connecteurs peuvent
étre disponibles)

Remarque :
ala page 67.

Pour plus d’informations sur chaque composant, voir « Présentation des composants arriere »
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Modéles de serveur équipés de huit baies d’unité arriére 2,5 pouces et de quatre emplacements PCle
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Tableau 15. Composants situés sur la face arriere du serveur

Légende

Légende

Emplacement PCle 1 (sur I’'assemblage de cartes
mezzanines 1)

H Emplacement PCle 2 (sur 'assemblage de cartes
mezzanines 1)

H Emplacement PCle 3 (sur I’assemblage de cartes
mezzanines 1)

I Emplacement PCle 6 (sur ’'assemblage de cartes
mezzanines 2)

H Baies d’unité arriére 2,5 pouces (8)

A Bloc d'alimentation 1

Bloc d’alimentation 2 (facultatif) H Bouton NMI
Kl Connecteur USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) (1 DCI) Connecteur VGA

I Connecteurs USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) (2 DCI)

¥ Connecteur réseau du XClarity Controller

Connecteurs Ethernet sur adaptateur Ethernet
OCP 3.0 (facultatif, deux ou quatre connecteurs peuvent

étre disponibles)

Remarque :
ala page 67.
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Modéles de serveur équipés de deux baies d’unité arriére 3,5 pouces et de quatre emplacements PCle
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Tableau 16. Composants situés sur la face arriére du serveur

Légende

Légende

Emplacement PCle 1 (sur 'assemblage de cartes
mezzanines 1)

H Emplacement PCle 2 (sur 'assemblage de cartes
mezzanines 1)

H Emplacement PCle 3 (sur 'assemblage de cartes
mezzanines 1)

I Emplacement PCle 6 (sur 'assemblage de cartes
mezzanines 2)

H Baies d’unité arriére 3,5 pouces (2)

H Bloc d'alimentation 1

Bloc d’alimentation 2 (facultatif) H Bouton NMI
Kl Connecteur USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) (1 DCI) Connecteur VGA

Connecteurs USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) (2 DCI)

Connecteur réseau du XClarity Controller

EEl Connecteurs Ethernet sur adaptateur Ethernet
OCP 3.0 (facultatif, deux ou quatre connecteurs peuvent
étre disponibles)

Remarque : Pour plus d’informations sur chaque composant, voir « Présentation des composants arriere »

ala page 67.
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Modéles de serveur équipés de quatre baies d’unité arriére 3,5 pouces et de deux emplacements PCle
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Tableau 17. Composants situés sur la face arriére du serveur
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Légende Légende

Baies d’unité arriere 3,5 pouces (4) H Emplacement PCle 3 (sur I'assemblage de cartes
mezzanines 1)

H Emplacement PCle 6 (sur I’'assemblage de cartes I Bloc d'alimentation 1

mezzanines 2)

H Bloc d'alimentation 2 (facultatif) A Bouton NMI

Connecteur USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) (1 DCI) H Connecteur VGA

K2 Connecteurs USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) (2 DCI) Connecteur réseau du XClarity Controller

Connecteurs Ethernet sur adaptateur Ethernet
OCP 3.0 (facultatif, deux ou quatre connecteurs peuvent
étre disponibles)

Remarque : Pour plus d’informations sur chaque composant, voir « Présentation des composants arriere »
ala page 67.
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Présentation des composants arriére

Voyants d’unité

Chaque unité remplagable a chaud est accompagnée d’un voyant d’activité et d’'un voyant d’état. Les
signaux sont contrélés par les fonds de panier. Des couleurs et des vitesses différentes indiquent les
activités ou I'état de I'unité. La figure ci-aprés présente les voyants sur une unité de disque dur ou un disque
SSD.

R R |

(mamamamemEmsmamsmEmEm

Figure 7. Voyants d’unité

Voyant d’unité Etat Description
Kl Voyant d'état de I'unité | Jaune fixe L’unité a détecté une erreur.
(droite) Clignotement jaune (lent, environ un L’unité est en cours de régénération.

clignotement par seconde)

Clignotement jaune (rapide, environ quatre | L'adaptateur RAID recherche

clignotements par seconde) I'emplacement de I'unité.
H Voyant d'activité de Vert fixe L’unité est alimentée mais non active.
'unité (gauche) Vert clignotant L’unité est active.
Connecteurs Ethernet
Uo ot e odp ~ THa
e ——
EhEalT ﬂﬂ— T2y 5741 Jof

Figure 8. Adaptateur ’f_th"?‘( net OCP 3.0 (deux Figure 9. Adaptateur Ethernet OCP 3.0 (quatre
connecteurs, vue de I'arriére) connecteurs, vue de arriére)

L'adaptateur Ethernet OCP 3.0 fournit deux ou quatre connecteurs Ethernet supplémentaires pour les
connexions réseau.

Par défaut, le connecteur Ethernet 1 (premier port a partir de la gauche dans la vue arriére du serveur) sur
I’adaptateur Ethernet OCP 3.0 peut également fonctionner en tant que connecteur de gestion, avec une
capacité de gestion partagée. Si le connecteur de gestion partagé est défaillant, le trafic peut basculer
automatiquement vers un autre connecteur sur I'adaptateur.

Unités remplacables a chaud et baies d’unité

Les baies d’unité a I'avant et a I'arriére de votre serveur sont congues pour les unités remplacables a chaud.
Le nombre d’unités installées sur votre serveur varie selon le modéle. Lorsque vous installez des unités,
respectez I’ordre des numéros de baie d’unité.
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L’intégrité EMI et le refroidissement du serveur sont assurés si toutes les baies d’unité sont occupées. Les
baies d’'unité vides doivent étre occupées par des obturateurs d’unité.
Bouton d'interruption non masquable (NMI)

Appuyez sur ce bouton pour forcer I'interruption non masquable (NMI) du processeur. De cette maniére,
vous pouvez faire s’arréter le systéeme d’exploitation (a la maniéere de I’écran bleu de la mort de Windows) et
effectuer un vidage de la mémoire. Vous devrez peut-étre utiliser la pointe d’un crayon ou un trombone pour
appuyer sur le bouton.

Emplacements PCle

Les emplacements PCle se trouvent a I’arriere du serveur et votre serveur prend en charge jusqu’a huit
emplacements PCle sur les assemblages de cartes mezzanines 1, 2 et 3. Pour plus d’informations sur les
emplacements PCle, voir « Emplacements PCle et configurations » a la page 33.

Voici une liste de toutes les pieces prises en charge dans les emplacements :

e Cable COM (uniquement pour ’'emplacement 3 ou 6)

e Adaptateurs HBA Fiber Channel

¢ Adaptateurs GPU

e Adaptateurs HBA/RAID

e Cartes réseau

e Adaptateur de commutateur NVMe

¢ Disques SSD de 7 mm d'épaisseur de 2,5 pouces (emplacement 3 ou 6 seulement)
¢ Disques SSD PCle

Blocs d'alimentation

Le bloc d’alimentation de secours remplagable a chaud permet d’éviter I'interruption brutale du systéeme
lorsqu’un bloc d’alimentation est défaillant. Vous pouvez vous procurer un bloc d’alimentation aupres de
Lenovo et I'installer pour apporter une alimentation de secours sans mettre le serveur hors tension.

Trois voyants d’état se trouvent sur chaque bloc d’alimentation, a proximité du connecteur du cordon
d’alimentation. Pour plus d'informations sur les voyants, voir « Voyants de la vue arriére » a la page 68.

Connecteurs USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)

Les connecteurs USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) peuvent étre utilisés pour connecter un périphérique compatible
USB, tel qu’un clavier USB, une souris USB ou un dispositif de stockage USB.

Connecteur VGA

Les connecteurs VGA a I’'avant et a I’arriere du serveur peuvent étre utilisés pour connecter un moniteur
hautes performances, un moniteur a unité directe ou d’autres appareils qui utilisent un connecteur VGA.

Connecteur réseau XClarity Controller

Le connecteur réseau XClarity Controller peut étre utilisé pour connecter un céble Ethernet pour gérer le
contrbleur de gestion de la carte mere (BMC).

Voyants de la vue arriére

La figure de cette rubrique illustre les voyants situés a I’arriére du serveur.
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Figure 10. Voyants de la vue arriére du serveur

Tableau 18. Voyants situés sur la face arriére du serveur

Légende Légende

Hl Voyant d’ID du systéme H Voyant de liaison Ethernet

H Voyant d’activité Ethernet I Voyant d’erreur systéeme

H Voyant d’entrée d’alimentation I Voyant de sortie d’alimentation
Voyant d’erreur du bloc d’alimentation

Voyant d’ID du systéeme

Le voyant bleu d’ID systéme vous permet de localiser visuellement le serveur. Un voyant d’ID systéeme figure
également a I'avant du serveur. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton d’ID systeme, I'état des deux
voyants d’ID systéme change. Les voyants peuvent étre allumés, clignotants, ou éteints.

HF H Voyants d’état Ethernet

Le connecteur de gestion du BMC dispose de deux voyants d’état.

Voyant d’état Ethernet Couleur Etat Description

H Voyant de liaison Ethernet | Vert Allumé La liaison réseau est établie.
Aucun Eteint La liaison réseau est déconnectée.

H Voyant d’activité Ethernet | Vert Clignotant La liaison réseau est connectée et active.
Aucun Eteint Le serveur est déconnecté du réseau local LAN.

A Voyant d’erreur systéme

Le voyant d’erreur systeme indique les fonctions de diagnostic de base de votre serveur. S’il est allumé, il se
peut qu’un ou plusieurs voyants d’erreur systéme soient également allumés dans le serveur pour vous guider
vers I'origine de I’erreur. Pour plus d’informations, consultez « Panneau des diagnostics » a la page 51.

H Voyant d’entrée d’alimentation
A Voyant de sortie d’alimentation

Voyant d’erreur du bloc d’alimentation
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Chaque bloc d’alimentation remplagable a chaud est équipé de trois voyants d’état.

Voyant

Description

H Voyant d’entrée
d’alimentation

Vert : Le bloc d’alimentation est connecté a la source d’alimentation en courant
alternatif.

Eteint : Le bloc d’alimentation est déconnecté de la source d’alimentation en courant
alternatif ou un probleme d’alimentation se produit.

A Voyant de sortie
d’alimentation

Vert : Le serveur est sous tension et le bloc d’alimentation fonctionne normalement.

e Vert clignotant : le bloc d’alimentation est en mode sortie zéro (mode veille). Lorsque la

charge d’alimentation du serveur est basse, I’'un des blocs d’alimentation installés
passe a |'état de veille tandis que I’autre fournit 'intégralité de la charge. Une fois que
la charge d’alimentation augmente, le bloc d’alimentation de secours passe a I'état
activé pour assurer I'alimentation du serveur.

Pour désactiver le mode sortie zéro, connectez-vous a I'interface Web de Lenovo
XClarity Controller, choisissez Configuration du serveur = Stratégie d’alimentation,
désactivez Mode Zéro débit, puis cliquez sur Appliquer. Si vous désactivez le mode
sortie zéro, les deux blocs d’alimentation passeront a I'état activé.

Eteint : le serveur est hors tension ou le bloc d’alimentation ne fonctionne pas
normalement. Si le serveur est sous tension mais que le voyant de sortie
d’alimentation est éteint, remplacez le bloc d’alimentation.

Voyant d’erreur du bloc
d’alimentation

Jaune : Le bloc d’alimentation est défaillant. Pour résoudre le probleme, remplacez le
bloc d’alimentation.
Eteint : Le bloc d’alimentation fonctionne normalement.

70 ThinkSystem SR665 Guide de configuration




Carte meére

La figure de cette section présente ’emplacement des composants sur la carte mére.
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Figure 11. Composants de la carte mére

i Bouton NMI H Pile CMOS (CR2032)

H Connecteur de module TPM A Connecteur d'alimentation M.2

H Connecteur du module de port série I Connecteur d'alimentation de la carte mezzanine 1
Emplacement de la carte mezzanine 1 H Connecteur USB interne

Kl Connecteur d'adaptateur Ethernet OCP 3.0 Connecteur d’alimentation SSD 7 mm
Connecteur USB avant Connecteur PCle 1

Connecteur PCle 2 Connecteur PCle 3

Connecteur d'entrée-sortie avant Connecteur VGA avant
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Connecteur d'alimentation de fond de panier 3

FEl Connecteur de ventilateur 1

Connecteur de ventilateur 2

H1 Connecteur d'alimentation de fond de panier 2

Connecteur d'alimentation d'extension RAID

P Connecteur de ventilateur 3

EE1 Connecteur du commutateur de détection d'intrusion

I Connecteur d'alimentation RAID/HBA CFF

A Connecteur de ventilateur 4

A Connecteur LCD externe

Connecteur d'alimentation de fond de panier 1

IFH Connecteur de ventilateur 5

X1 Connecteur de ventilateur 6

1 Connecteur d’alimentation GPU de la carte
mezzanine 3

Connecteur d’alimentation de la carte mezzanine 3 A Connecteur PCle 6
EHE Connecteur PCle 8 EA Connecteur PCle 7
EH Connecteur 1 du bloc d'alimentation A Connecteur PCle 4

Connecteur PCle 5

EEl Connecteur 2 du bloc d'alimentation

E Connecteur latéral de carte mezzanine 3

M Emplacement de la carte mezzanine 2

Connecteur d'alimentation de la carte mezzanine 2
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Voyants de la carte meére

La figure de cette section présente I’emplacement des voyants sur la carte mére.
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Figure 12. Voyants de la carte mére

Tableau 19. Voyants de la carte mére

Légende Légende

Hl Voyant d’erreur systeme H Voyant d’ID systeme

H Voyants d’erreur des barrettes DIMM (32) I Voyants d’erreur du ventilateur (6)
H Voyant d’erreur FPGA I Voyant de présence FPGA
Voyant d’alimentation FPGA H Voyant de présence XCC

Voyant d’erreur systéme

S’il est allumé en jaune, il se peut qu’un ou plusieurs voyants soient également allumés dans le serveur pour
vous guider vers ’origine de I’erreur. Pour plus d’informations, consultez « Panneau des diagnostics » a la
page 51.

H Voyant d’ID systéme
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Le voyant bleu d’ID systéme vous permet de localiser visuellement le serveur. Un voyant d’ID systéme figure
également a I'avant du serveur. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton d’ID systeme, I'état des deux
voyants d’ID systeme change. Les voyants peuvent étre allumés, clignotants, ou éteints.

H Voyants d’erreur DIMM

Lorsqu’un voyant d’erreur DIMM s’allume, il indique que le module de mémoire correspondant est

défectueux.

A Voyants d’erreur du ventilateur

Si un voyant d’erreur de ventilateur est allumé, cela signifie que le ventilateur systéme correspondant est en
panne ou gu’il fonctionne lentement.

H Voyant d’erreur FPGA

Le voyant d’erreur FPGA vous permet d’identifier les différentes erreurs FPGA.

Etat Couleur Description
Allumé Vert L’image de I'exécution du FPGA est une image de build test.
Clignotant Vert ¢ Clignotement (lent, environ un clignotement par seconde) : une ou plusieurs
erreurs d’alimentation sont survenues.
e Clignotement (rapide, environ quatre clignotements par seconde) : FPGA ne
valide pas RSMRST_N.
Eteint Aucun Aucune défaillance d’alimentation n’est survenue.

A Voyant de présence FPGA

Le voyant de présence FPGA vous permet d’identifier les différentes erreurs FPGA.

Etat Couleur Description
Activé ou Vert FPGA ne fonctionne pas.

Désactive

Clignotant Vert FPGA fonctionne normalement.

Voyant d’alimentation FPGA

Le voyant d’alimentation FPGA vous permet d’identifier les différentes erreurs FPGA.

Etat Couleur Description
Allumé Vert Le FPGA est mis sous tension.
Clignotant Vert e (Clignotement (lent, environ un clignotement par seconde) : le FPGA est mis hors
tension.
¢ (Clignotement (rapide, environ quatre clignotements par seconde) : I'autorisation
du FPGA est différée.
H Voyant de présence XCC

Le voyant de présence XCC vous permet d’identifier I’état du module XCC.
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Etat Couleur Description
Allumé Vert Le réseau XCC n’est pas actif.

Clignotant Vert Le réseau XCC est actif.

Eteint Aucun Le réseau XCC n’est pas actif.
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Liste des piéces

Utilisez la liste des pieces pour identifier chacun des composants disponibles pour votre serveur.

Utilisez la liste des pieces de cette section pour identifier tous les composants disponibles pour votre
serveur. Les pieces sont identifiées comme suit :

¢ Unité remplacable par I'utilisateur (CRU) de niveau 1 : La réinstallation des CRU de niveau 1 vous
incombe. Si Lenovo installe une unité remplacable par I'utilisateur de niveau 1 a votre demande sans
contrat de service préalable, les frais d’installation vous seront facturés.

e CRU de niveau 2 : Vous pouvez installer une CRU de niveau 2 vous-méme ou demander a Lenovo de
I'installer, sans frais supplémentaire, selon le type de service prévu par la garantie de votre serveur.

¢ Unité remplacable sur site (FRU) : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités a
installer les FRU.

e Composants consommables et structurels : L'achat et le remplacement de composants
consommables et structurels sont sous votre responsabilité. Si Lenovo achéte ou installe une piece
structurelle a votre demande, les frais d’installation vous seront facturés.

Remarque : Selon le modele, il est possible que votre serveur differe légérement de Iillustration. Certaines
pieces ne sont disponibles que sur certains modeles. Pour plus d'informations sur la commande de piéeces,
accédez a : https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665/7d2w/parts

Il est fortement recommandé de vérifier les données de synthése de I’alimentation de votre serveur a I'aide
de Lenovo Capacity Planner avant d’acheter de nouvelles piéces.
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Tableau 20. Liste des piéces

FRU (Field Composants
Index | Description CRU de niveau1 | CRU de niveau 2 Replaceable consommables
Unit) et structurels
Carter supérieur v
2 ] Obturateur GPU v
Grille d’aération GPU
H complémentaire v
4| Grille d’aération GPU
a Grille d’aération
standard
Dissipateur thermique
3 standard v
Dissipateur thermique
de performance (en v
forme de T)
8 | Processeur v
a2 Module ventilateur
Assemplage du boitier
de ventilation
Assemblage de cartes
mezzanines 1/2, 3 FH
Adaptateur PCle v
Assemblage de carte
mezzanine 1, 7 mm + v
2 emplacements FH
Assemblage de carte
mezzanine 2, 1FH v
Assemblage de carte
= mezzanine 2, 7 mm v
Assemblage de carte
mezzanine 3, 2FH v
Obturateur de carte
mezzanine 2, 1FH v
Support mural arriere v
A1l
Supports muraux
arriere B1/B2 4
Support mural arriere
2D C1/C2 4
Adaptateur Ethernet
OCP 3.0 4
Cable du commutateur
22 d'intrusion v
23 | Chassis V4
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Tableau 20. Liste des pieces (suite)

Index

Description

CRU de niveau 1

CRU de niveau 2

FRU (Field
Replaceable
Unit)

Composants
consommables
et structurels

Taquet d'armoire (avec
module E-S avant
intégré)

Taquet d’armoire
standard

Bloc d’E-S avant avec
panneau de diagnostic
LCD

N
~

Panneau de sécurité

Obturateur la baie
d’unité 1 x 3,5 pouces

Obturateur de baie
d’unité 4 x 3,5 pouces

Unité HDD 3,5 pouces

Obturateur de la baie
d'unité 1 x 2,5 pouces

Obturateur de baie
d’unité 4 x 2,5 pouces

Unité HDD/SSD
2,5 pouces

Obturateur SSD 7 mm

SSD 7 mm

Retrait des fonds de
panier d’unité 7 mm
(bas + haut)

w)
~

Adaptateur M.2

Dispositif de retenue
M.2

Unité M.2

Fond de panier d'unité
avant 8 x 2,5 pouces

Fond de panier d’unité
avant 8 x 3,5 pouces

Fond de panier d’unité
avant 12 x 3,5 pouces

Fond de panier d’unité
arriere 2 x 3,5 pouces

Fond de panier d’unité
arriere 8 x 2,5 pouces
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Tableau 20. Liste des pieces (suite)

FRU (Field Composants
Index | Description CRU de niveau1 | CRU de niveau 2 Replaceable consommables
Unit) et structurels

Fond de panier d’unité
45 ] arriére/central 4 x v
2,5 pouces

Fond de panier d’unité
m arriere/central 4 x v
3,5 pouces

Boitier d’unités de
disque dur arriére 2 x Vv
3,5 pouces (BP4)

Boitier d’unités de
43 | disque dur arriére 4 x v
3,5 pouces (BP4)

Boitier d’unités de
49 ] disque dur arriére 4 x v
2,5 pouces (BP4)

Boitier d’unités de
Hil disque dur arriére 8 x v
2,5 pouces (BP4)

Boitier d’unités de
disque dur central 4 x v
3,5 pouces (BP5)

Boitier d’unités de
disque dur central 8 x V4
2,5 pouces (BP5, BP6)

Carte mere V4

Support de
supercondensateur v
RAID

Module de
supercondensateur v
RAID

Module de mémoire v

57 Bloc d'alimentation v

Obturateur de bloc v
d'alimentation

Adaptateur TPM (pour
la Chine continentale Vv
uniquement)

[ 60 ] Pile CMOS (CR2032) \

Cordons d'alimentation

Plusieurs cordons d’alimentation sont disponibles, selon le pays et |a région ou le serveur est installé.
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Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :

1.

Accédez a:

http://dcsc.lenovo.com/#/

. Cliquez sur Preconfigured Model (Modéle préconfiguré) ou Configure to order (Configuration de la
commande).

Entrez le type de machine et le modéle de votre serveur pour afficher la page de configuration.

. Cliquez sur I'onglet Power (Alimentation) - Power Cables (Cordons d’alimentation) pour afficher
tous les cordons d’alimentation.

Remarques :

Pour votre sécurité, vous devez utiliser le cordon d’alimentation fourni avec une prise de terre. Pour éviter
les chocs électriques, utilisez toujours le cordon d’alimentation et la fiche avec une prise correctement
mise a la terre.

Les cordons d’alimentation utilisés aux Etats-Unis et au Canada pour ce produit sont homologués par
I’'Underwriter’s Laboratories (UL) et certifiés par I’Association canadienne de normalisation (CSA).

Pour une tension de 115 volts, utilisez un ensemble homologué UL, composé d’un cordon a trois
conducteurs de type SVT ou SJT, de diamétre au moins égal au numéro 18 AWG et de longueur
n’excédant pas 4,6 metres, et d’une fiche de prise de courant (15 A - 125 V) a lames en paralléle, avec
mise a la terre.

Pour une tension de 230 volts (Etats-Unis), utilisez un ensemble homologué UL, composé d’un cordon a
trois conducteurs de type SVT ou SJT, de diamétre au moins égal au numéro 18 AWG et de longueur
n’excédant pas 4,6 metres, et d’une fiche de prise de courant (15 A - 250 V) a lames en tandem, avec mise
alaterre.

Pour une tension de 230 volts (hors des Etats-Unis), utilisez un cordon muni d’une prise de terre. Assurez-
vous que le cordon d’alimentation est conforme aux normes de sécurité en vigueur dans le pays ou I'unité
sera installée.

Les cordons d’alimentation autorisés dans une région ou un pays particulier ne sont généralement
disponibles que dans cette région ou dans ce pays.
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Chapitre 3. Cheminement interne des cables

Certains des composants du serveur ont des cables et des connecteurs de céble internes.

Pour connecter les cables, procédez comme suit :

Mettez le serveur hors tension avant de connecter ou de déconnecter des cables internes.

Pour obtenir des instructions de cablage supplémentaires, consultez la documentation fournie avec les
périphériques externes. Il peut s’avérer plus facile d’installer les cables avant de connecter les
périphériques au serveur.

Les identifiants de certains cables sont gravés sur les cables fournis avec le serveur et les périphériques
en option. Utilisez ces identificateurs pour relier les cables aux connecteurs appropriés.

Assurez-vous que le cable n'est pas coincé, ne recouvre pas les connecteurs et ne bloque pas les
composants de la carte mére.

Veillez a ce que les cables appropriés passent dans les clips de fixation.

Remarque : Libérez tous les taquets, pattes de déverrouillage ou verrous sur les connecteurs de céble
lorsque vous les déconnectez de la carte mere. Si vous ne le faites pas, le retrait des cables endommagera
les connecteurs de cable de la carte mére, qui sont fragiles. S’ils sont endommagés, vous devrez peut-étre
remplacer la carte mere.

© Copyright Lenovo 2020, 2023
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Bloc d'E-S avant

Cette section décrit le cheminement des cables pour les blocs d’E-S avant.

Remarque : L’illustration présente le cablage des modeles de serveur avec douze baies d’unité avant

3,5 pouces. L’emplacement de chaque connecteur a I’avant du serveur varie en fonction des modeles. Pour
plus d'informations sur I'emplacement des composants d'E/S avant pour les différents modeéles, voir « Vue
avant » a la page 39.
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Figure 13. Front I/O assembly cable routing
From To
VGA cable on the left rack latch VGA connector on the system board
H External diagnostics cable on the left rack latch External LCD connector on the system board
H Front USB and panel cable on the right rack latch Front I/O and front USB connectors on the system board
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GPU

Cette section décrit le cheminement des cables pour les GPU.

Remarque : Sil’enveloppe thermique de votre adaptateur GPU est égale ou inférieure a 75 watts,
I’adaptateur peut alors étre alimenté directement par la fente de connexion. Un cordon d’alimentation

supplémentaire est nécessaire pour mettre sous tension des adaptateurs GPU dont I’enveloppe thermique

est supérieure a 75 watts.

Figure 14. GPU cable routing

s

From

To

assembly)

Hl Power connector on a GPU adapter (on riser 3

Riser 3 GPU Pwr connector on the system board

assembly)

H Power connector on a GPU adapter (on riser 1 or 2

GPU Pwr connector on the riser card (on riser 1 or 2
assembly)

Si vous devez installer un fond de panier M.2 sur la grille d’aération du GPU, acheminez le céble
d’alimentation GPU depuis la carte mezzanine 2 qui est en dessous du support de carte mezzanine M.2.
Reportez-vous a la figure ci-dessous pour voir le cheminement des cables sur la grille d’aération.

Chapitre 3. Cheminement interne des céables

85



Cartes mezzanines

Cette section décrit le cheminement des cables pour les cartes mezzanines.

Le serveur prend en charge jusqu’a trois cartes mezzanines : carte mezzanine 1, carte mezzanine 2 et carte
mezzanine 3. Seule la carte mezzanine 3 a besoin de connexions de cable :

¢ « Connexion de 'alimentation de la carte mezzanine 3 et de la bande latérale » & la page 86
e « Connexion des cables de la carte mezzanine 3 (x8/x8 ou x16/x16 PCle) » a la page 88

Les types de cartes mezzanines varient selon le modéle de serveur. Pour obtenir des informations détaillées,
voir « Vue arriere » a la page 61.

Connexion de Yalimentation de la carte mezzanine 3 et de la bande latérale

Remarque : Les connexions des cébles d’alimentation et de la bande latérale pour la carte mezzanine PCle
3 x8/x8 et pour la carte mezzanine PCle 3 x16/x16 sont identiques.
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Figure 15. Connexion de I’alimentation de la carte mezzanine 3 et de la bande latérale

From To
Power connector on the riser card Riser 3 power connector on the system board
H Sideband connector on the riser card Riser 3 sideband on the system board
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Connexion des cables de la carte mezzanine 3 (x8/x8 ou x16/x16 PCle)

MCIO 4~ it ICIO
’—’ ."_ 4 ’ S n

/ F
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Figure 16. Cheminement de cables pour la carte mezzanine 3 (x8/x8 ou x16/x16 PCle)

From To

MCIO 1 on the riser card PCle connector 1-2 on the system board
H MCIO 2 on the riser card PCle connectors 7 on the system board
H MCIO 3 on the riser card PCle connector 8 on the system board
I MCIO 4 on the riser card PCle connector 3 on the system board

Remarque : H et F ne concernent que la carte mezzanine 3 PCle x16/x16.
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Modules de supercondensateur RAID
Cette section décrit le cheminement des cables pour les modules de supercondensateur RAID.
Les modules de supercondensateur RAID peuvent étre installés sur la grille d’aération (scénario 1), le boitier

d’unités de disque dur central (scénario 2) ou le chéassis avant (scénario 3). L'élément suivant présente la
connexion des cébles pour le scénario 1. Les connexions des cables sont similaires pour les autres

scénarios.
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Remarque : Une rallonge est fournie pour chaque module de supercondensateur RAID pour la connexion.
Connectez le cable du supercondensateur au connecteur de supercondensateur sur I'adaptateur RAID
correspondant, tel qu’indiqué.

Figure 17. Branchement du module de supercondensateur RAID sur I'adaptateur RAID

From To

RAID super capacitor module Supercap connector on the RAID adapter
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Adaptateurs d'extension RAID/HBA CFF internes (alimentation)

Cette section décrit le cheminement des cables d’alimentation pour I'adaptateur d’extension CFF RAID/HBA
interne.

Remarque : La figure concerne uniquement le cheminement des cables d’alimentation. Pour connaitre le
cheminement des cables de signal, voir « Fond de panier d'unité 2,5/3,5 pouces (signal) » a la page 99
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U
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E Power
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]
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From To
Power connector on the CFF RAID/HBA adapter RAID Pwr connector on the system board
Power connector on the CFF RAID Expander adapter EXP Pwr connector on the system board
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Unités 7 mm

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour les unités 7 mm.
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Figure 18. 7mm cable routing when two processors installed

Chapitre 3. Cheminement interne des cables 91



00

[——

;

Figure 19. 7mm cable routing when one processor installed

From (7 mm drives in slot 6/ slot 3)

To

7mm signal cable

e When two processors installed: PCle connector 5 on
the system board

¢ When one processor installed: PCle connector 2 on the
system board

H Power cable

7mm power connector on the system board

92 ThinkSystem SR665 Guide de configuration




Unités M.2

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour les unités M.2.

Les unités M.2 peuvent étre installées sur la grille d’aération standard (scénario 1), la grille d’aération GPU
(scénario 2), le boitier d’unités de disque dur central 2,5 pouces (scénario 3) ou le boitier d’unités de disque
dur central 3,5 pouces (scénario 4). L'élément suivant présente la connexion des cables pour le scénario 1.
Les connexions des cables sont identiques pour les autres scénarios.
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Figure 20. M.2 cable routing

From To

E¥ M.2 signal cable e PCle connector 4 on the system board (two

processors installed)

installed)

e PCle connector 1 on the system board (one processor

H Power cable M.2 power connector on the system board
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Fond de panier d'unité 2,5/3,5 pouces (alimentation)
Cette section fournit des informations sur les connexions d’alimentation du fond de panier.

e «FrontBP » alapage 94
e «Mid BP » ala page 96
e «Rear BP » ala page 98

Front BP

]
e ]_LUD \
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Figure 21. 3.5"
From To
Power 1 connector on backplane Front backplane 1 power connector on the system board
H Power 2 connector on backplane Front backplane 2 power connector on the system board
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Figure 22. 2.5"

From

To

Power connector on backplane 1

Front backplane 1 power connector on the system board

H Power connector on backplane 2

Front backplane 2 power connector on the system board

H Power connector on backplane 3

Front backplane 3 power connector on the system board
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Mid BP

Py
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T o

T 1 0
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ElPwr(Riser)
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Figure 23. 3.5"

From

To

Power connector on backplane 5

Power connector on riser 1 or 2 assembly
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Figure 24. 2.5"

From

To

Power connector on backplane 5 and
backplane 6

Power connector 1 and power connector 2 on riser 1 or 2 assembly
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Rear BP

Remarque : L’illustration présente le cheminement des cables pour le fond de panier d’unité arriere 4 x
2,5 pouces. Le cheminement des autres fonds de panier d’unité arriére est similaire.

—

I —
(]

O

*Pwr'l (Riser)

00

[ﬁ_ml;,:
fl
E ]
|

]

Figure 25. 2.5'/3.5"

From To

Power connector on backplane 4 Power connector on riser 1or 2 assembly
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Fond de panier d'unité 2,5/3,5 pouces (signal)

Cette section vous permet de comprendre le cheminement des cables pour les connexions de cordon

d’interface des fonds de panier d’unité 2,5 pouces/3,5 pouces.

Remarque :

adaptateurs PCle Gen 4 ; le cheminement est similaire pour les adaptateurs Gen 3.

3.5"

8 x 3.5-inch front drive bays (SAS/SATA)
12 x 3.5-inch front drive bays (SAS/SATA)
12 x 3.5-inch front drive bays (AnyBay)

2.5"

8 x 2.5-inch front drive bays (SAS/SATA)

8 x 2.5-inch front drive bays (AnyBay)

8 x 2.5-inch front drive bays (NVMe)

16 x 2.5-inch front drive bays (SAS/SATA)

16 x 2.5-inch front drive bays (NVMe)

16 x 2.5-inch front drive bays (AnyBay)

16 x 2.5-inch front drive bays (8SAS+8AnyBay)

16 x 2.5-inch front drive bays (8SAS/SATA+8NVMe)
16 x 2.5-inch front drive bays (8AnyBay+8NVMe)

24 x 2.5-inch front drive bays (8SAS/SATA+16NVMe)
24 x 2.5-inch front drive bays (16SAS/SATA+8AnyBay)
24 x 2.5-inch front drive bays (16SAS/SATA+8NVMe)
24 x 2.5-inch front drive bays (SAS/SATA)

24 x 2.5-inch front drive bays (NVMe)

8 x 3.5-inch front drive bays (SAS/SATA)

12 x 3.5-inch front drive bays (SAS/SATA)

12 x 3.5-inch front drive bays (AnyBay)

Chapitre 3. Cheminement interne des cables

Les illustrations de cheminement des cébles des sections suivantes présentent uniquement les
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8 baies d'unité avant 2,5 pouces (SAS/SATA)

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour le modéle de serveur doté de
baies d’unité avant 8 x 2,5 pouces SAS/SATA.

Configuration

Storage controller

Qty. Type
Config. 1
Config. 2 1 SFF 8i RAID/HBA
Config. 3 1 SFF 16i RAID/HBA
Config. 4 1 CFF 8i/16i RAID/HBA

Configuration 1 - 4:
BP1: 8 x 2.5" SAS/SATA BP

Storage controller

installed: PCle 3

Con-
. Front BP System board e
fig. SFF8iRAID/HBA | SFF16iRAID/HBA | CFF B'I{::ARA'D/
1 BP 1: SAS PCle 1, PCle 2
Gen4:CO
2 BP 1: SAS
Gen3:C0,C1
Gen4:CO
3 BP 1: SAS
Gen3:C0,C1
SAS Co,CH
e When two
4 processors
installed: PCle 6 MB
e When one
processor
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Exemple
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Figure 26. Configuration 4
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Baies d’unité avant 8 x 2,5 pouces (AnyBay)

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour le modéle de serveur avec huit

baies d’unité avant 2,5 pouces.

Configuration

Storage controllers

Qty.

Type

Config. 1

SFF 8i RAID/HBA

Config. 2

SFF 8i RAID (Tri-Mode)

Config. 3

SFF 16i RAID/HBA

Config. 4

SFF 16i RAID (Tri-Mode)

Config. 5

CFF 16i RAID/HBA

Config. 6

CFF 16i RAID (Tri-Mode)

Configuration 1 - 6:
BP1:8 x2.5" AnyBay BP

Con-
fig.

Front BP

System
board

Storage controller

SFF 8i
RAID/HBA

SFF 8i RAID
(Tri-Mode)

SFF 16i
RAID (Tri-
Mode)

SFF 16i
RAID/HBA

BP1:NVMe
0-1

PCle 1,
PCle 2

BP1: NVMe
2-3

PCle 3

BP1: NVMe
4-5

PCle 7

BP1: NVMe
6-7

PCle 8

BP1: SAS

Gen4:CO

Gen3:C0,C1

BP1: SAS

Co

BP1:NVMe
0-1

PCle 1,
PCle 2

BP1: NVMe
2-3

PCle 3

BP1: NVMe
4-5

PCle 7

BP1: NVMe
6-7

PCle 8

BP1: SAS

Gen4:CO

Gen3:C0,C1

BP1: SAS

Co
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Storage controller
Con- System
fig. Front BP board CFF 16i CFF 16i
RAID/HBA RAID (Tri-Mode)
BP1:NVMe PCle 1,
0-1 PCle 2
BP1: NVMe PCle 3
2-3
BP1: NVMe PCle 7
5 4-5
BP1: NVMe PCle 8
6-7
BP1: SAS Cco,C1
PCle 6 MB
5 BP1: SAS Cco,C1
PCle 6 MB
Exemple
[
NV 0-1 [ L
NVMe 2-3 [} \
Hsasi } 1
NVMe 4-5 [
NVMe 6-7 [ s
=
1 :T:
i —_— E
Il = o
{ | — Hrcein
} i FEJPCIe C1PCle 2
} | = || ™
=
11 = il & 5| \
— — S |

Figure 27. Configuration 3
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Baies d’unité avant 8 x 2,5 pouces (NVMe)

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour le modéle de serveur avec huit

baies d’unité avant 2,5 pouces.

Remarque : Le fond de panier AnyBay (BP 1) est utilisé en tant que fond de panier NVMe pur.

Storage controller

Configuration

Qty.

Type

Config. 1

Config. 2

NVMe retimer

Configuration 1 - 2:
BP1:8x2.5" NVMe BP

Eront BP System board Storage controller
Config. NVMe retimer
BP1:NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
] BP1: NVMe 2-3 PCle 3
BP1: NVMe 4-5 PCle 7
BP1: NVMe 6-7 PCle 8
BP1:NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
2 BP1: NVMe 2-3 PCle 3
BP 1: NVMe 4-5, NVMe 6-7 Co, C1
Exemple
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Figure 28. Configuration 2

Baies d’unité avant 16 x 2,5 pouces (SAS/SATA)

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour le modéle de serveur doté de
baies d’unité avant 16 x 2,5 pouces SAS/SATA.

Configuration

Storage controller

Qty. Type
Config. 1
Config. 2 2 SFF 8i RAID/HBA
Config. 3 1 SFF 16i RAID/HBA
Config. 4 1 CFF 16i RAID/HBA

Configuration 1 - 4:

BP 1+ BP2:16 x2.5" SAS/SATA

Con- Storage controller
fi Front BP System board
g SFF 8i RAID/HBA SFF 16i RAID/HBA CFF 16i RAID/HBA
BP 1: SAS PCle 1, PCle 2
1
BP 2: SAS PCle 4, PCle 5
Gen4:CO
BP 1: SAS
Gen3:C0,C 1
2
Gen4:CO
BP 2: SAS
Gen3:C0,C 1
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Gen4:CO0
BP 1: SAS,
Gen3:C0,C1
3
Gen4:C 1
BP 2: SAS
Gen3:C2,C3
BP 1: SAS Cco,Ct
BP 2: SAS Cc2,C3
e When two
4 processors
installed: PCle 6 MB
e When one
processor
installed: PCle 3
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Figure 29. Configuration 3
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Baies d’unité avant 16 x 2,5 pouces (NVMe)

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour le modéle de serveur doté de
baies d’unité avant 16 x 2,5 pouces NVMe.

Remarque : Les deux fonds de panier AnyBay sont utilisés en tant que fonds de panier NVMe purs.

Storage controller
Configuration
Qty. Type
Config. 1 1 NVMe switch
Config. 2 1 NVMe retimer

Configuration 1 - 2:
BP1+BP2:2x8x2.5" NVMe

Storage controller
Config. Front BP System board
NVMe switch/retimer
BP 1: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 1: NVMe 2-3 PCle 3
BP 1: NVMe 4-5,
NVMe 6-7 C0,C1
12 BP 2: NVMe 0-1 PCle 4, PCle 5
BP 2: NVMe 2-3 PCle 6
BP 2: NVMe 4-5 PCle7
BP 2: NVMe 6-7 PCle 8
Exemple
r,r z Y L
NVMe 0-1[1 ~\ TrEe—— K » }
NVMe 2-3[} ~ 7: —
NS
NVMe 4-5[]} L.
NVMe 6-7] #
NVMe 0-1[F N
NVMe 2- 3D—4 ————— |
O =1
-
- = o U
NVMe 4-5[}— H %@e 1610
NVMe 6-7] J O ’ﬁp—ae se=Sprcie 2 [
1= e\ I ™~
1= — ‘[Dm E
\_ ‘ flLa—n—— IDCOE L

Figure 30. Configuration 1
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Baies d'unité avant 16 x 2,5 pouces (AnyBay)

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables du modéle de serveur doté de baies
d’unité avant 16 x 2,5 pouces AnyBay.

Configuration

Storage controller

Qty. Type
Config. 1 2 SFF 8i RAID (Tri-Mode)
Config. 2 1 SFF 16i RAID (Tri-Mode)
Config. 3 1 CFF 16i RAID (Tri-Mode)

Configuration 1 - 3:
BP 1+ BP2:2x8x2.5" AnyBay

Storage controller
Config. Front BP System board SFF 8i RAID SFF 16i RAID CFF 16i RAID
(Tri-Mode) (Tri-Mode) (Tri-Mode)
] BP 1: SAS co
BP 2: SAS Co
2 BP 1: SAS co
BP 2: SAS C1
BP 1: SAS Cco
3 BP 2: SAS C1
PCle 6 MB
Exemple
NS
NVMe 0-1 [] J
NVMe 2-3 [] ’ E —
nSAS ]ﬁ - hpc|‘e = M
NVMe 4-5] PCIe 8 %
NVMe 6-7 [] - ‘ % {E:
NVMe 0-1 [] %
NVMe 2-3[] [] %2 =PCle6— &
() i = = L‘FJ‘
ESAS H e = o Q
NVMe 4-5 [] [ JZPCIE 1 =3 PCle2
NVMe 6-7 [] ==PCle 3 D
. rJ
\\‘ i
. {Doo 1 |
LI %&D“ B \

[ ]

Figure 31. Configuration 2
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Baies d'unité avant 16 x 2,5 pouces (8 SAS + 8 AnyBay)

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour le modéle de serveur doté de
baies d’unité avant 16 x 2,5 pouces (8 SAS + 8 AnyBay).

Configuration

Storage controller

Qty. Type
Config. 1 2 SFF 8i RAID/HBA
Config. 2 1 SFF 16i RAID/HBA
Config. 3 1 CFF 16i RAID/HBA
Config. 4 1 SFF 32i RAID

Configuration 1 - 4:
BP1+BP2:8x2.5" SAS/SATABP + 8 x2.5" AnyBay BP
e SFF 8i RAID/HBA

e SFF 16i RAID/HBA

Storage controller

Config. Front BP System board
SFF 8i RAID/HBA SFF 16i RAID/HBA
Gen4:CO
BP 1: SAS
Gen3:C0,C 1
Gen4:CO
BP 2: SAS
1 Gen3:C0,C 1
BP 2: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 2: NVMe 2-3 PCle 3
BP 2: NVMe 4-5 PCle 7
BP 2: NVMe 6-7 PCle 8
Gen4:CO0
BP 1: SAS
Gen3:C0,C1
Gen4:C 1
BP 2: SAS
2 Gen3:C2,C3
BP 2: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 2: NVMe 2-3 PCle 3
BP 2: NVMe 4-5 PCle 7
BP 2: NVMe 6-7 PCle 8
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BP 1+ BP2:8x2.5" SAS/SATABP + 8 x2.5" AnyBay BP

e CFF 16i RAID/HBA
e SFF 32i RAID/HBA

Con- Storage controller
fig. Front BP System board CFF 16i RAID/HBA SFF 32i RAID/HBA
BP 1: SAS Cco,C1
BP 2: SAS c2,C3
3 BP 2: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 2: NVMe 2-3 PCle 3
BP 2: NVMe 4-5 PCle 7
BP 2: NVMe 6-7 PCle 8
BP 1: SAS co
BP 2: SAS C1
BP 2: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
‘ BP 2: NVMe 2-3 PCle 3
BP 2: NVMe 4-5 PCle 7
BP 2: NVMe 6-7 PCle 8
Exemple
N
]
| BP1 %P\\SASD
;

o

NVMe 0-1 [}

NVMe 2-3 [}

_Hsrsh

NVMe 4-5 [}—7

NVMe 6-7 [}—

Figure 32. Configuration 1
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Baies d’unité avant 16 x 2,5 pouces (8 SAS/SATA + 8 NVMe)

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour le modéle de serveur doté de
baies d’unité avant 16 x 2,5 pouces (8 SAS/SATA + 8 NVMe).

Remarque : Le fond de panier AnyBay (BP2) est utilisé en tant que fond de panier NVMe pur.
Storage controller
Configuration
Qty. Type

Config. 1

Config. 2 2 SFF 8i RAID/HBA
Config. 3 1 SFF 16i RAID/HBA
Config. 4 1 CFF 16i RAID/HBA

Configuration 1 - 4:
BP1+BP2:8x2.5" SAS/SATABP + 8 x2.5'" NVMe BP

¢ Storage controller
g, Front BP Systemboard I RAID/HBA | SFF 161 RAID/ [ CFF 16i RAID/
HBA HBA
BP 1: SAS PCle 4, PCle 5
BP 2: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
1 BP 2: NVMe 2-3 PCle 3
BP 2: NVMe 4-5 PCle 7
BP 2: NVMe 6-7 PCle 8
Gen4:CO
BP 1: SAS
Gen3:C0,C1
> BP 2: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 2: NVMe 2-3 PCle 3
BP 2: NVMe 4-5 PCle 7
BP 2: NVMe 6-7 PCle 8
Gen4:CO
BP 1: SAS
Gen3:C0,C 1
3 BP 2: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 2: NVMe 2-3 PCle 3
BP 2: NVMe 4-5 PCle 7
BP 2: NVMe 6-7 PCle 8
BP 1: SAS co,C1
PCle 6 MB
‘ BP 2: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 2: NVMe 2-3 PCle 3
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BP 2: NVMe 4-5

PCle 7

BP 2: NVMe 6-7

PCle 8

Exemple

Figure 33. Configuration 3
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Baies d’unité avant 16 x 2,5 pouces (8 AnyBay + 8 NVMe)

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour le modéle de serveur doté de
baies d’unité avant 16 x 2,5 pouces (8 AnyBay + 8 NVMe).

Remarque : Le fond de panier AnyBay (BP2) est utilisé en tant que fond de panier NVMe pur.
Storage controller
Configuration
Qty. Type
) NVMe switch
Config. 1 2 +SFF 8i RAID/HBA
. NVMe switch
Config. 3 2 +SFF 16 RAID/HBA

Configuration 1 -2:

BP1+BP2:8x2.5" AnyBay BP + 8 x2.5" NVMe BP

c Storage controller

on-

. Front BP System board ;

fig. NVMe switch | SFF 8i RAID/HBA | SFF 161 RAID/
HBA
BP 1: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 1: NVMe 2-3 PCle 3
BP 1: NVMe 4-5, NVMe CO,C1
6-7
Gen4:CO
1 BP 1: SAS
Gen3:C0,C1
BP 2: NVMe 0-1 PCle 4, PCle 5
BP 2: NVMe 2-3 PCle 6
BP 2: NVMe 4-5 PCle7
BP 2: NVMe 6-7 PCle 8
BP 1: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 1: NVMe 2-3 PCle 3
BP 1: NVMe 4-5, NVMe C0,C1
6-7
Gen4:CO
2 BP 1: SAS
Gen3:C0,C1

BP 2: NVMe 0-1 PCle 4, PCle 5
BP 2: NVMe 2-3 PCle 6
BP 2: NVMe 4-5 PCle 7
BP 2: NVMe 6-7 PCle 8
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Figure 34. Configuration 2
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Baies d'unité avant 24 x 2,5 pouces (8 SAS/SATA + 16 NVMe)

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour le modéle de serveur doté de
baies d’unité avant 24 x 2,5 pouces (8 SAS/SATA + 16 NVMe).

Remarque

: Les fonds de panier AnyBay (BP2 et BP3) sont utilisés en tant que fonds de panier NVMe purs.

Configuration

Storage controller

Qty. Type
oot 2 +SFF 81 RAID/HBA
Sonte-2 2 +SFF 8i RAID/HBA
oonte-3 2 +SFF 161 RAID/HBA
Config. 4 2 NVMe retimer

+SFF 16i RAID/HBA

Configuration 1 - 4:

BP1+BP2+BP3:8x2.5" SAS/SATA backplane + 2 x 8 x 2.5" NVMe BP

Storage controller

r?ff;; Front BP System board NVMe switch/ | ooy oo | SFF 16i RAID/
retimer HBA
Gen4:CO
BP 1: SAS
Gen3:C0,C1
BP 2: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 2: NVMe 2-3 PCle 3
" e co.01
BP3: NVMe 0-1 PCle 4, PCle 5
BP3: NVMe 2-3 PCle 6
BP3: NVMe 4-5 PCle 7
BP3: NVMe 6-7 PCle 8
Gen4:CO
BP 1: SAS
Gen3:C0,C1
BP 2: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 2: NVMe 2-3 PCle 3
¥ Nesr co.01
BP3: NVMe 0-1 PCle 4, PCle 5
BP3: NVMe 2-3 PCle 6
BP3: NVMe 4-5 PCle 7
BP3: NVMe 6-7 PCle 8
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Figure 35. Configuration 3
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Baies d'unité avant 24 x 2,5 pouces (16 SAS/SATA + 8 AnyBay)

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour le modéle de serveur doté de

baies d’unité avant 24 x 2,5 pouces (16 SAS/SATA + 8 AnyBay).

Rear BP Storage controller
Configuration
Qty. Type Qty. Type
' CFF 16i RAID/HBA + CFF 48P RAID
Config. 1 2
Expander
Config. 2 2 SFF 8i RAID/HBA +CFF 48P RAID Expander
Config. 3 3 SFF 8i RAID/HBA
Config. 4 1 SFF 32i RAID
' Rear: 4 x2.5" CFF 16i RAID/HBA + CFF 48P RAID
Config. 5 1 SAS/SATA 2 Expander
Config. 6 1 Rear: 4 x 2.5 2 SFF 8i RAID/HBA + CFF 48P RAID Expander
SAS/SATA
' Rear: 4 x 2.5" .
Config. 7 1 SAS/SATA 3 SFF 8i RAID/HBA
' Rear: 4 x 2.5" .
Config. 8 1 SAS/SATA 1 SFF 32i RAID

En fonction de vos configurations de serveur, consultez 'une des sections suivantes pour obtenir des
informations sur le cheminement des cébles.

e Configuration1-4:BP1+BP2+BP3

e Configuration5-8:BP1+BP2+BP3+BP4
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Configuration 1 - 4:

BP1+BP2+BP3:8x2.5" SAS/SATABP + 8 x2.5'" SAS/SATABP + 8 x 2.5" AnyBay BP

Con-

Storage controller

fig. Front BP System board CFF 48P CFF 16i SFF 8i
RAID Expander RAID/HBA RAID/HBA
BP 1: SAS Cco
BP 2: SAS C1
BP 3: SAS c2
RAID/HBA CO0,CH1
1 PCle 6 MB
BP 3: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 3: NVMe 2-3 PCle 3
BP 3: NVMe 4-5 PCle 7
BP3: NVMe 6-7 PCle 8
BP 1: SAS Cco
BP 2: SAS C1
BP 3: SAS Cc2
Gen4:CO
RAID/HBA
2 Gen3:C0,C1
BP 3: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 3: NVMe 2-3 PCle 3
BP 3: NVMe 4-5 PCle 7
BP3: NVMe 6-7 PCle 8

Chapitre 3. Cheminement interne des cébles
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Storage controller
Config. Front BP System board
SFF 8i RAID/HBA SFF 32i RAID
Gen4:CO
BP 1: SAS
Gen3:C0,C 1
Gen4:CO
BP 2: SAS
Gen3:C0,C1
3 Gen4:CO
BP 3: SAS
Gen3:C0,C1
BP 3: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 3: NVMe 2-3 PCle 3
BP 3: NVMe 4-5 PCle 7
BP3: NVMe 6-7 PCle 8
BP 1: SAS co
BP 2: SAS C1
BP 3: SAS C2
4 BP 3: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 3: NVMe 2-3 PCle 3
BP 3: NVMe 4-5 PCle 7
BP3: NVMe 6-7 PCle 8
Exemple
L1 |
SAS [J O o ‘ PCle 7—214,
( { } PCle 8 ==
= U X
—— 0o
g |
Hs»s D\ RAD/HBA CO ) L] -———— — \
s ¢ % PCle 1 rcie2 A
@E [ ~ | E‘ ﬁF’ple K] 6 |
B \wveo-1[3 { } ‘ |
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Figure 36. Configuration 2
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Configuration 5 - 8:
BP1+BP2+BP3:8x2.5" SAS/SATABP + 8x2.5'" SAS/SATA BP + 8 x 2.5" AnyBay BP

BP 4: 4 x2.5" SAS/SATA BP

Storage controller

gfci)- Front BP Rear BP System board CFF 48P CFF 16i SFF 8i
9. RAID Expander RAID/HBA RAID/HBA
BP 1: SAS Cco
BP 2: SAS C1
BP 3: SAS Cc2
RAID/HBA co/C i,CVC
5 PCle 6 MB
BP 4: SAS C3
BP 3: NVMe 0-1 PCle 1,PCle 2
BP 3: NVMe 2-3 PCle 3
BP 3: NVMe 4-5 PCle 7
BP3: NVMe 6-7 PCle 8
BP 1: SAS Co
BP 2: SAS C1
BP 3: SAS c2
BP 4: SAS C3
Gen4:CO
6 RAID/HBA Gen3: C O, C
1
BP 3: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 3: NVMe 2-3 PCle 3
BP 3: NVMe 4-5 PCle 7
BP3: NVMe 6-7 PCle 8
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Storage controller

Co-
nfi- Front BP Rear BP System board SFF 8i SFF 32i
g RAID/HBA RAID
Slot 2:
BP 1: SAS Gen4:C0/C1
Gen3:CO
Slot 3:
BP 2: SAS Gen4:C0/C1
Gen3:CO
7 Slot 4:
BP 3: SAS Gen4:C0/C2
Gen3: C0/C 1
BP 4: SAS Slot5:C0
BP 3: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 3: NVMe 2-3 PCle 3
BP 3: NVMe 4-5 PCle 7
BP3: NVMe 6-7 PCle 8
BP 1: SAS Cco
BP 2: SAS C1
BP 3: SAS Cc2
BP 4: SAS Cc3
8
BP 3: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 3: NVMe 2-3 PCle 3
BP 3: NVMe 4-5 PCle 7
BP3: NVMe 6-7 PCle 8
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Exemple
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Figure 37. Configuration 5
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Baies d'unité avant 24 x 2,5 pouces (16 SAS/SATA + 8 NVMe)

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour le modéle de serveur doté de
baies d’unité avant 24 x 2,5 pouces (16 SAS/SATA + 8 NVMe).

Remarque : Le fond de panier AnyBay (BP3) est utilisé en tant que fond de panier NVMe pur.

Storage controller

Configuration

Qty. Type
Config. 1 2 SFF 8i RAID/HBA
Config. 2 1 SFF 16i RAID/HBA
Config. 3 1 CFF 16i RAID/HBA
Config. 4 1 SFF 32i RAID
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Configuration 1 - 4:
BP1+BP2+BP3:8x2.5" SAS/SATABP + 8 x 2.5' SAS/SATA BP + 8 x 2.5'" pure NVMe BP
e SFF 8i RAID/HBA

e SFF 16i RAID/HBA

Co-

Storage controller

nfi Front BP System board
g SFF 8i RAID/HBA SFF 16i RAID/HBA
Gen4:CO
BP 1: SAS
Gen3:C0,C1
Gen4:CO
BP 2: SAS
1 Gen3:C0,C1
BP 3: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 3: NVMe 2-3 PCle 3
BP 3: NVMe 4-5 PCle 7
BP3: NVMe 6-7 PCle 8
Gen4:CO0
BP 1: SAS
Gen3:C0,C1
Gen4:C1
BP 2: SAS
2 Gen3:C2,C3
BP 3: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 3: NVMe 2-3 PCle 3
BP 3: NVMe 4-5 PCle 7
BP3: NVMe 6-7 PCle 8

e CFF 16i RAID/HBA
e SFF 32i RAID/HBA

Co- Storage controller
nfi- Front BP System board
g. CFF 16i RAID/HBA SFF 32i RAID/HBA
BP 1/BP 2: SAS co0/C2,C1/C3
PCle 6 MB
BP 3: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
° BP 3: NVMe 2-3 PCle 3
BP 3: NVMe 4-5 PCle 7
BP3: NVMe 6-7 PCle 8
BP 1: SAS co
BP 2: SAS C1
‘ BP 3: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 3: NVMe 2-3 PCle 3
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BP 3: NVMe 4-5 PCle 7

BP3: NVMe 6-7 PCle 8

Exemple
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Figure 38. Configuration 4
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Baies d’unité avant 24 x 2,5 po (SAS/SATA)

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour le modéle de serveur doté de
baies d’unité avant 24 x 2,5 pouces (SAS/SATA).

Configuration

Mid or Rear BP

Storage controller

Rear: 4 x 2.5" SAS/SATA

Qty. Type Qty. Type
Config. 1 o CFF 8i/16i RAID/HBA + CFF
g. 48P RAID Expander
Config. 2 o SFF 8i RAID/HBA + CFF 48P
g. RAID Expander
Config. 3 3 SFF 8i RAID/HBA
Config. 4 1 SFF 32i RAID
, N CFF 8i/16i RAID/HBA + CFF
Config. 5 1 Rear: 4 x 2.5" SAS/SATA 2 48P RAID Expander
, N SFF 8i RAID/HBA + CFF 48P
Config. 6 1 Rear: 4 x 2.5" SAS/SATA 2 RAID Expander
Config. 7 1 Rear: 4 x 2.5" SAS/SATA 4 SFF 8i RAID/HBA
Config. 8 1 Rear: 4 x 2.5'"' SAS/SATA 1 SFF 32i RAID
Mid: 4 x 2.5" SAS/SATA
. - " CFF 16i RAID/HBA + CFF 48P
Config. 9 3 Mid: 4 x 2.5'" SAS/SATA 2 RAID Expander
Rear: 8 x 2.5'" SAS/SATA
Mid: 4 x 2.5" SAS/SATA
. T 0 CFF 16i RAID/HBA + CFF 48P
Conflg. 10 3 Mid: 4 x 2.5" SAS/SATA 2 RAID Expander
Rear: 4 x 2.5'" SAS/SATA
Mid: 4 x 2.5'" SAS/SATA
Config. 11 3 Mid: 4 x 2.5'" SAS/SATA 2 SFF 81 RAID/HBA + CFF 48P

RAID Expander

En fonction de vos configurations de serveur, consultez I'une des sections suivantes pour obtenir des
informations sur le cheminement des cébles.

e Configuration1-4:BP1+BP2 +BP3
e Configuration5-8:BP 1+ BP 2 + BP 3 + BP4
e Configuration9-11: BP 1+ BP 2 + BP 3 + BP4 + BP5
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Configuration 1 - 4:
BP 1+ BP 2+ BP 3: 3 x 8 x2.5-inch SAS/SATA BP
e CFF RAID expander + CFF 8i/16i RAID/HBA

¢ CFF RAID expander + SFF 8i RAID/HBA

Storage controller

rﬁf- Front BP System board CFF48P | CFF 8i/16i SEE 8i
19. RAID RAID/ RAID/HBA SFF 32i RAID
Expander HBA
BP 1: SAS Co
BP 2: SAS C1
BP 3: SAS c2
RAID/HBA Co0,C1
1 e When two
processors
installed:
PCle 6 MB
e When one
processor
installed:
PCle 3
BP 1: SAS Co
BP 2: SAS C1
) BP 3: SAS c2
Gen4:CO
RAID/HBA
Gen3:C0/C1
Gen4:CO
BP 1: SAS
Gen3:C0/C1
Gen4:CO
3 BP 2: SAS
Gen3:C0/C1
Gen4:C0/C2
BP 3: SAS
Gen3:C0/C1
BP 1: SAS co
4 BP 2: SAS C1
BP 3: SAS c2
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Figure 39. Configuration 4
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Configuration5a 8:
BP 1+ BP 2+ BP 3: 3 x 8 x2.5-inch SAS/SATA BP

BP4: 4 x 2.5" SAS/SATA BP

Storage controller
Co-
gfl- Front BP Rear BP System board C;';?SP CFF 8i/16i SFF 8i RAID/
Expander RAID/HBA HBA
BP 1: SAS Co
BP 2: SAS C1
BP 3: SAS c2
BP 4: SAS C3
e When two
5 processors
installed:
PCle 6 MB
e When one
processor
installed:
PCle 3
RAID/HBA co,C1
BP 1: SAS Co
BP 2: SAS C1
BP 3: SAS c2
6 BP 4: SAS C3
Gen4:CO
RAID/HBA
Gen3:C0/C1
i - Storage controller
:i: :: f(;glt‘i':n Front BP Rear BP
P SFF 8i RAID/HBA SFF 32i RAID
Slot 2:
BP 1: SAS Gen4:CO
Gen3:C0/C1
Slot 3:
7 BP 2: SAS Gen4:CO
Gen3:CO0/C1
Slot 5:
BP 3: SAS Gen4:C0/C2
Gen3:CO0/C1
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Slot 6:

BP 4: SAS Gen4:CO0
Gen3:C0/C1
BP 1: SAS Co
BP 2: SAS C1
° BP 3: SAS Cc2
BP 4: SAS C3

SAS

E sAsfl \ ﬂRAlD/H

Hsasp——
7

S o

BP3

[ -

Figure 40. Configuration 5

Chapitre 3. Cheminement interne des cables

131



Configuration 9 - 11:

BP 1+ BP 2 + BP 3: 3 x 8 x 2.5-inch SAS/SATA BP

BP 4: 8 x 2.5" SAS/SATA BP

BP5+BP6:2x4x2.5" SAS/SATA BP

Storage controller
Config. Front BP Mid/Rear BP System board CFF 48P CFF 16i
RAID Expander RAID/HBA
BP 1: SAS co
BP 2: SAS C1
BP 3: SAS c2
BP 4: SAS 0 c2
9 BP 4: SAS 1 C3
BP5: SAS, SAS C3
PCle 6 MB
RAID/HBA CO0,CH1
Con- Mic/Foar Sys- Storage controller
fig. Front BP BP tem CFF 48P CFF 16i SFF 8i
board | RAID Expander RAID/HBA RAID/HBA
BP 1: SAS co
BP 2: SAS C1
BP 3: SAS Cc2
10 B 5. SAS c3
BP 6: SAS C4
RAID/HBA co,C1
PCle 6 MB
BP 1: SAS co
BP 2: SAS C1
BP 3: SAS Cc2
2 = os
BP 6: SAS C4
Gen4:CO
RAID/HBA
Gen3:C0/C1
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Exemple
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Figure 41. Configuration 10
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Baies d’unité avant 24 x 2,5 pouces (NVMe)

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour le modéle de serveur doté de
baies d’unité avant 24 x 2,5 pouces (NVMe).

Remarque : Les fonds de panier AnyBay sont utilisés en tant que fonds de panier NVMe purs.

Mid or Rear BP Storage controller
Configuration
Qty. Type Qty. Type
Config. 1 3 NVMe switch
Config. 2 4 NVMe retimer
Config. 3 2 Mid: 4 x 2.5 NVMe 4 NVMe switch

En fonction de vos configurations de serveur, consultez I’'une des sections suivantes pour obtenir des
informations sur le cheminement des cébles.

e Configuration1-2:BP1+BP2+BP3
e Configuration3:BP1+BP2+BP3+BP5+BP6
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Configuration 1 - 2:
BP 1+ BP 2+ BP 3: 3 x 8 x2.5-inch NVMe BP

Con- Storage controller
§i Front BP System board
9. NVMe switch NVMe retimer
BP1: NVMe 0-1
BP1: NVMe 2-3 Slot 1
BP1: NVMe 4-5 C0,C1,C3,C4
BP1: NVMe 6-7
BP2: NVMe 0-1
BP2: NVMe 2-3 Slot 2
1 BP2: NVMe 4-5 C0,C1,C3,C4
BP2: NVMe 6-7
BP3: NVMe 0-1
BP3: NVMe 2-3
Slot 4
BP3: NVMe 4-5
C0,C1,C3,C4
BP3: NVMe 6-7
BP1: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP1: NVMe 2-3 PCle 3
. Slot 1
BP1: NVMe 4-5, NVMe 6-7 C0,C1
. Slot 2
BP2: NVMe 0-1, NVMe 2-3 co,C1
2
. Slot 5
BP2: NVMe 4-5, NVMe 6-7 C0,C1
BP3: NVMe 0-1 PCle 7
BP3: NVMe 2-3 PCle 8
. Slot 4
BP3: NVMe 4-5, NVMe 6-7 C0,C1
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Figure 42. Configuration 1
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Configuration 3:
BP 1 +BP 2 + BP 3: 3 x 8 x 2.5-inch NVMe BP

BP 5+BP 6:2 x4 x 2.5" NVMe BP

NVMe 4-5, NVMe 6-7

Co- Storage controller
nfi Front BP Mid BP
9g- NVMe switch
BP 1: NVMe 0-1, NVMe 2-3 Slot 1
NVMe 4-5, NVMe 6-7 co0,C1,C2,C3
BP 2: NVMe 0-1, NVMe 2-3 Slot 2
NVMe 4-5, NVMe 6-7 co,C1,C2,C3
3 BP 3: NVMe 0-1, NVMe 2-3 Slot 4

C0,C1,C2,C3

BP 5: NVMe 0-1, NVMe 2-3

BP 6: NVMe 0-1, NVMe 2-3

Slot 5
co0,C1,C2,C3

Exemple

NVMe 0-1
NVMe 2-3

NVMe 4-5
NVMe 6-7

NVMe 0-1
NVMe 2-3!

NVMe 4-5
NVMe 6-7
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B
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Figure 43. Configuration 3
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Baies d’unité avant 8 x 3,5 pouces (SAS/SATA)

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour le modéle de serveur doté de
baies d’unité avant 8 x 2,5 pouces SAS/SATA.

Storage controller
Configuration
Qty. Type
Config. 1
Config. 2 1 SFF 8i RAID/HBA
Configuration 1 - 2:
BP1: 8 x 3.5-inch SAS/SATA BP
- Storage controller
(:fn Front BP System board
19 SFF 16i RAID/HBA
] SAS 0 PCle 1
SAS 1 PCle 2
Gen4:CO
2 SAS 0, SAS 1
Gen3:C0,C1
Exemple
!
— b
J O
n SAS OH
=
O
O
(
I
n SAS 1[N
U] =
\_ L
—

Figure 44. Configuration 2
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Baies d’unité avant 12 x 3,5 pouces (SAS/SATA)

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour le modéle de serveur doté de

baies d’unité avant 12 x 3,5 pouces SAS/SATA.

Mid/Rear BP Storage controller
Configuration
Qty. Type Qty. Type
Config. 1
Config. 2 1 SFF 16i RAID/HBA
Config. 3 2 Mid: 4 x 2.5" NVMe 1 SFF 16i RAID/HBA
Config. 4 1 Rear: 2 x 3.5'"' SAS/SATA 1 SFF 16i RAID/HBA
' ] N SFF 8i HBA
Config. 5 1 Rear: 2 x 3.5'"" SAS/SATA 2 + SFF 16i RAID/HBA
Config. 6 1 Rear: 4 x 3.5'"' SAS/SATA 1 SFF 16i RAID/HBA
. ] N SFF 8i HBA
Config. 7 1 Rear: 4 x 3.5" SAS/SATA 2 + SFF 16i RAID/HBA
Config. 8 1 Rear: 4 x 2.5'"' SAS/SATA 1 SFF 16i RAID/HBA
. ] N SFF 8i HBA
Config. 9 1 Rear: 4 x 2.5" SAS/SATA 2 + SFF 16i RAID/HBA
Mid: 4 x 3.5" SAS/SATA
Config. 10 2 1 SFF 8i HBA
Rear: 4 x 3.5" SAS/SATA
Mid: 4 x 3.5" SAS/SATA
Config. 11 2 1 SFF 32i RAID
Rear: 4 x 3.5'"' SAS/SATA
Mid: 4 x 3.5'"' SAS/SATA
Config. 12 2 1 SFF 8i HBA
Rear: 4 x 2.5'"' SAS/SATA
Mid: 4 x 3.5'" SAS/SATA
Config. 13 2 1 SFF 32i RAID

Rear: 4 x 2.5" SAS/SATA

En fonction de vos configurations de serveur, consultez I'une des sections suivantes pour obtenir des
informations sur le cheminement des cébles.

« Configuration 1 - 2: BP 1 » ala page 140

« Configuration 3: BP 1 + BP 5 » a la page 141
« Configuration4-11: BP 1 + BP 4 » a la page 142
« Configuration 12 -13: BP1 + BP 4 + BP 5 » ala page 143
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Configuration 1 - 2:
BP 1: 12 x 3.5'' SAS/SATA BP

Con- Storage controller
i Front BP System board
19- SFF 16i RAID/HBA SFF 16i RAID (Tri-Mode)
] SAS 0 PCle 1
SAS 1 PCle 2
SAS 0, SAS Gen4:CO
5 L Gen3: C0/C 1
Gen4:C 1
SAS 2
Gen3:C2/C3
Exemple
\
L | 'ﬂ
NS
n SAS O —~ — H:
=—— J /‘_);D
O ==—— )
bOe—_ 1 [
Edsss i 0—— i e = <
[ i o
] O — o=
E SAS 2
1] = 8 2| N
k —E %ﬁ ‘ co
s = — ——

-

Figure 45. Configuration 2
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Configuration 3:

BP 1: 12 x 3.5 SAS/SATA BP

BP5+BP6:2x4x2.5" NVMe BP

Con- Storage controller
i Front BP Mid BP System board
9- SFF 16i RAID/HBA
SAS 0, SAS 1 Gen4:CO
Gen3:C0/C1
SAS 2 C1
3 BP 5: NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
BP 5: NVMe 2-3 PCle 3
BP 6: NVMe 0-1 PCle 7
BP 6: NVMe 2-3 PCle 8
Exemple
=) NN
¥7]
7_7 F O )
0 =l
'\(‘ﬁ‘,‘uile 7 ﬂ ]—E
SASOH I §?Ie ] 5 | =it
SAS 1 [
[0
E SAS 2
\_

Figure 46. Configuration 3
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Configuration 4 - 9:
BP 1:12 x 3.5'" SAS/SATA BP

BP 4: 4 x2.5" SAS/SATA BP/ 2 x 3.5" SAS/SATA BP/ 4 x 3.5" SAS/SATA BP

. Storage controller
Config. Front BP Rear BP
SFF 16i RAID/HBA SFF 8i RAID
SAS 0, SAS Gen4:CO
1
Gen3: C0/C 1
4/6/8
Gen4:C1
SAS 2 BP 4: SAS
Gen3:C2/C3
SAS 0, SAS Gen4:CO
1 Gen3: C 0/C 1
Gen4:C1
5/7/9 SAS 2
Gen3:C2
Gen4:CO0
BP 4: SAS
Gen3:CO
Exemple
L b ‘
L‘ —/
[
n SAS OH ~
=
]
[
n SAS 1[—— J
L O
E SAS 2
U_ [
N
| il

Figure 47. Configuration 6
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Configuration 10 - 13:
BP 1:12 x 3.5" SAS/SATA BP

BP 4: 4 x2.5" SAS/SATA BP/ 4 x 3.5" SAS/SATA BP

BP 5: 4 x 3.5" SAS/SATA BP

Co- Storage controller
nfi Front BP Mid/Rear BP System board
g SFF 8i HBA SFF 32i RAID
SAS O PCle 1
SAS 1 PCle 2
11(;/ SAS 2 PCle 4, PCle 5
BP 4: SAS Gen4:CO
BP 5: SAS Gen3: C0/C 1
SAS 2 SAS co
11/
13 SAS 2 BP 4: SAS C1
BP 5: SAS Cc2
Exemple
_ : :
=)
J O
Edsasofs N
=
O
Hsas 1 .o
1
I=
Elsrs2+ =
‘ \C”

i
|

Figure 48. Configuration 10
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Baies d’unité avant 12 x 3,5 pouces (AnyBay)

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour le modéle de serveur doté de
baies d’unité avant 12 x 3,5 pouces AnyBay.

Mid/Rear BP Storage controller
Configuration Qt-
Qty. Type y Type
Config. 1 1 SFF 16i RAID/HBA
Config. 2 1 SFF 16i RAID (Tri-Mode)
Config. 3 1 Rear: 4 x 3.5" SAS/SATA 1 SFF 16i RAID/HBA
' . N SFF 8i HBA

Config. 4 1 Rear: 4 x 3.5" SAS/SATA 2 + SFF 16i RAID/HBA

Mid: 4 x 3.5" SAS/SATA
Config. 5 2 1 SFF 32i RAID

Rear: 4 x 3.5" SAS/SATA

En fonction de vos configurations de serveur, consultez I’'une des sections suivantes pour obtenir des
informations sur le cheminement des cables.

¢ «Configuration 1-2: BP 1 » ala page 145
e «Configuration3-4: BP 1 + BP 4 » ala page 146
¢ «Configuration 5: BP 1 + BP 4 + BP 5 » & la page 147
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Configuration 1 - 2:

BP 1: 12 x 3.5" AnyBay BP

Storage controller

Cf;)n- Front BP System board
g SFF 16i RAID/HBA
NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
NVMe 2-3 PCle 3
NVMe 4-5 PCle 4, PCle 5
NVMe 6-7 PCle 6
1 NVMe 8-9 PCle7
NVMe 10-11 PCle 8
Gen4:CO
SAS 0, SAS 1
Gen3:C0/C1
SAS 2 C1
Gen4:CO
SAS 0, SAS 1
’ Gen3:C0/C1
Gen4:C1
SAS 2
Gen3:C2/C3
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Configuration 3 - 4:
BP 1: 12 x 3.5'" AnyBay BP

BP 4: 4 x 3.5" SAS/SATA BP

Co- Storage controller
nfi Front BP Rear BP System board
9. SFF 16i RAID/HBA SFF 8i RAID
NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
NVMe 2-3 PCle 3
NVMe 4-5 PCle 4, PCle 5
NVMe 6-7 PCle 6
NVMe 8-9 PCle 7
3 [ NvMe 10-11 PCle 8
Gen4:CO0
SAS 0, SAS 1
Gen3:C0/C1
BP 4: Gen4:C1
SAS 2 SAS
Gen3:C2/C3
NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
NVMe 2-3 PCle 3
NVMe 4-5 PCle 4, PCle 5
NVMe 6-7 PCle 6
NVMe 8-9 PCle 7
NVMe 10-11 PCle 8
4 Gen4:CO0
SAS 0, SAS 1
Gen3: C 1
Gen4:C1
SAS 2
Gen3:CO
BP 4: Gen4:CO0
SAS Gen3:CO
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Configuration 5:
BP 1: 12 x 3.5" AnyBay BP

BP 4: 4 x 3.5" SAS/SATA BP

BP 5: 4 x 3.5" SAS/SATA BP

Con- Storage controller
fig. Front BP Rear BP System board p—
NVMe 0-1 PCle 1, PCle 2
NVMe 2-3 PCle 3
NVMe 4-5 PCle 4, PCle 5
NVMe 6-7 PCle 6
5 NVMe 8-9 PCle 7
NVMe 10-11 PCle 8
SAS 0, SAS 1 co
SAS 2 BP 4: SAS C1
BP 5: SAS c2
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Exemple
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Figure 49. Configuration 5
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Chapitre 4. Configuration matérielle du serveur

Pour configurer le serveur, installez toutes les options achetées, branchez le serveur, configurer et mettez a
jour le microprogramme, et installez le systéeme d'exploitation.

Liste de contréle de configuration du serveur

A I'aide de la liste de contrdle de configuration du serveur, vérifiez que vous avez effectué toutes les taches
nécessaires a la configuration du serveur.

La procédure de configuration du serveur varie selon la configuration du serveur tel qu’il a été livré. Dans
certains cas, le serveur est entierement configuré et vous n’avez qu’a le connecter au réseau et a une source
d’alimentation en courant alternatif, puis a le mettre sous tension. Dans d’autres cas, il est nécessaire
d’installer des options matérielles, de configurer le matériel et le microprogramme et d’installer un systéme
d’exploitation.

La procédure suivante décrit la procédure générale pour configurer un serveur :
1. Déballez le serveur. Pour plus d’informations, voir « Contenu du colis » a la page 4.
2. Configurez le matériel serveur.

a. Installez tout matériel ou option de serveur nécessaire. Voir les rubriques associées dans la section
« Installation des options matérielles du serveur » a la page 161.

b. Sinécessaire, installez le serveur dans une armoire standard a I'aide du kit de glissiéres fourni avec
le serveur. Voir le Guide d’Installation en armoire fourni avec le kit de glissieres en option.

c. Connectez les cébles Ethernet et les cordons d’alimentation au serveur. Voir « Vue arriére » a la page
61 pour savoir ou se situent les connecteurs. Voir « Cablage du serveur » a la page 250 pour
connaitre les meilleures pratiques de cablage.

d. Mettez le serveur sous tension. Pour plus d’informations, voir « Mise sous tension du nceud » a la
page 251.

Remarque : Vous pouvez accéder a l'interface du processeur de gestion pour configurer le
systeme sans mettre le serveur sous tension. Dés que le serveur est raccordé a I’alimentation,
I'interface du processeur de gestion est disponible. Pour plus d’informations sur I'accés au
processeur du serveur de gestion, voir :

La section « Ouverture et utilisation de I'interface Web de XClarity Controller » dans la version de la
documentation XCC compatible avec votre serveur a I'adresse suivante : https://
sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/Ixcc_frontend/Ixcc_overview.html.

e. Confirmez que le matériel du serveur a été correctement installé. Pour plus d’informations, voir
« Validation de la configuration du serveur » a la page 251.

3. Configurez le systeme.

a. Connectez le BMC au réseau de gestion. Voir « Définition de la connexion réseau pour Lenovo
XClarity Controller » a la page 253.

b. Mettez a jour le microprogramme pour le serveur, si nécessaire. Pour plus d’informations, voir « Mise
a jour du microprogramme » a la page 254.

c. Configurez le microprogramme pour le serveur. Pour plus d’informations, voir « Configuration du
microprogramme » a la page 258.

Les informations suivantes sont disponibles pour la configuration RAID :

© Copyright Lenovo 2020, 2023 149


https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html
https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html

® https://lenovopress.com/Ip0578-lenovo-raid-introduction
® https://lenovopress.com/Ip0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources

d. Installez le systeme d’exploitation. Pour plus d’informations, voir « Déploiement du systeme
d’exploitation » a la page 262.

e. Sauvegardez la configuration du serveur. Pour plus d’informations, voir « Sauvegarde de la
configuration du serveur » a la page 265.

f. Installez les applications et les programmes pour lesquels le serveur est destiné a étre utilisé.

Conseils d'installation

Ces conseils vous permettent d'installer des composants sur votre serveur.

Avant d’installer les périphériques en option, lisez attentivement les consignes suivantes :

Attention : Empéchez I'exposition a I'électricité statique, laquelle peut entrainer I'arrét du systeme et la
perte de données, en conservant les composants sensibles a I'électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu'a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de décharge
électrostatique ou un autre systéme de mise a la terre.

Lisez les consignes de sécurité et les instructions pour vous assurer de travailler sans danger :
http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html

Vérifiez que les composants que vous installez sont pris en charge par le serveur. Pour obtenir une liste
des composants en option pris en charge par le serveur, voir https://serverproven.lenovo.com/.

Avant d'installer un nouveau serveur, téléchargez et appliquez les microprogrammes les plus récents.
Vous serez ainsi en mesure de résoudre les incidents connus et d'optimiser les performances de votre
serveur. Accédez a ThinkSystem SR665 Pilotes et logiciels pour télécharger les mises a jour de
microprogramme pour votre serveur.

Important : Certaines solutions de cluster nécessitent des niveaux de code spécifiques ou des mises a
jour de code coordonnées. Si le composant fait partie d’une solution en cluster, vérifiez la prise en charge
du microprogramme et du pilote pour un cluster dans le menu le plus récent de niveau de code des
valeurs recommandées avant de mettre le code a jour.

Une bonne pratique consiste a vérifier que le serveur fonctionne correctement avant d’installer un
composant en option.

Nettoyez I'espace de travail et placez les composants retirés sur une surface plane, lisse, stable et non
inclinée.

N’essayez pas de soulever un objet trop lourd pour vous. Si vous devez soulever un objet lourd, lisez
attentivement les consignes suivantes :

— Veillez a étre bien stable pour ne pas risquer de glisser.
— Répartissez le poids de I'objet sur vos deux jambes.

— Effectuez des mouvements lents. N’avancez et ne tournez jamais brusquement lorsque vous portez un
objet lourd.

— Pour éviter de solliciter les muscles de votre dos, soulevez I'objet en le portant ou en le poussant avec
les muscles de vos jambes.

Sauvegardez toutes les données importantes avant de manipuler les unités de disque.
Ayez a disposition un petit tournevis a lame plate, un petit tournevis cruciforme et un tournevis Torx T8.

Pour voir les voyants d'erreur sur la carte mére et les composants internes, laissez le serveur sous
tension.
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* \ous n'avez pas besoin de mettre le serveur hors tension pour retirer ou installer les blocs d'alimentation,
les ventilateurs ou les périphériques USB remplacgables a chaud. Cependant, vous devez le mettre hors
tension avant d’entamer toute procédure nécessitant le retrait ou l'installation de cables d’adaptateur et
vous devez déconnecter le serveur de la source d’alimentation avant d’entamer toute procédure
nécessitant le retrait ou I'installation d’une carte mezzanine, de la mémoire ou d’un processeur.

e La couleur bleue sur un composant indique les points de contact qui permettent de le saisir pour le retirer
ou l'installer dans le serveur, actionner un levier, etc.

¢ | abande rouge sur les unités, adjacente au taquet de déverrouillage, indique que celles-ci peuvent étre
remplacées a chaud si le serveur et systeme d’exploitation prennent en charge le remplacement a chaud.
Cela signifie que vous pouvez retirer ou installer I'unité alors que le serveur est en cours d’exécution.

Remarque : Sivous devez retirer ou installer une unité remplagable a chaud dans le cadre d’une
procédure supplémentaire, consultez les instructions spécifiques au systeme pour savoir comment
procéder avant de retirer ou d’installer I'unité.

¢ Une fois le travail sur le serveur terminé, veillez a réinstaller tous les caches de sécurité, les protections
mécaniques, les étiquettes et les fils de terre.

Liste de contréle d'inspection de sécurité

Utilisez les informations de cette section pour identifier les conditions potentiellement dangereuses
concernant votre serveur. Les éléments de sécurité requis ont été congus et installés au fil de la fabrication
de chaque machine afin de protéger les utilisateurs et les techniciens de maintenance contre tout risque
physique.

Remarques :

1. Le produit n’est pas adapté a une utilisation sur des terminaux vidéo, conformément aux
réglementations sur le lieu de travail §2.

2. La configuration du serveur est réalisée uniquement dans la salle de serveur.

ATTENTION :

Cet équipement doit étre installé par un technicien qualifié, conformément aux directives NEC, IEC
62368-1 et IEC 60950-1, la norme pour la sécurité des équipements électroniques dans le domaine de
'audio/vidéo, de la technologie des informations et des technologies de communication. Lenovo
suppose que vous étes habilité a effectuer la maintenance du matériel et formé a l'identification des
risques dans les produits présentant des niveaux de courant électrique. L’acceés a I’'appareil se fait via
I'utilisation d’un outil, d’un verrou et d’une clé, ou par tout autre moyen de sécurité et est controlé par
Pautorité responsable de 'emplacement.

Important : Le serveur doit étre mis a la terre afin de garantir la sécurité de I'opérateur et le bon
fonctionnement du systéme. La mise a la terre de la prise de courant peut étre vérifiée par un électricien
agrée.
Utilisez la liste de contrdle suivante pour vérifier qu'il n'existe aucune condition potentiellement dangereuse :
1. Vérifiez que I'alimentation est coupée et que le cordon d'alimentation est débranché.
2. Vérifiez I'état du cordon d'alimentation.

e Vérifiez que le connecteur de mise a la terre a trois fils est en parfait état. A I’'aide d’'un métre, mesurez
la résistance du connecteur de mise a la terre a trois fils entre la broche de mise a la terre externe et la
terre du chéssis. Elle doit étre égale ou inférieure a 0,1 ohm.

e Vérifiez que le type du cordon d’alimentation est correct.

Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :
a. Accédeza:
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b. Cliquez sur Preconfigured Model (Modéle préconfiguré) ou Configure to order (Configuration
de la commande).

c. Entrez le type de machine et le modéle de votre serveur pour afficher la page de configuration.

d. Cliquez sur 'onglet Power (Alimentation) = Power Cables (Cordons d’alimentation) pour
afficher tous les cordons d’alimentation.

e Vérifiez que la couche isolante n’est pas effilochée, ni déchirée.

3. Vérifiez 'absence de modifications non agréées par Lenovo. Etudiez avec soin le niveau de sécurité des
modifications non agréées par Lenovo.

4. Vérifiez la présence éventuelle de conditions dangereuses dans le serveur (obturations métalliques,
contamination, eau ou autre liquide, signes d’endommagement par les flammes ou la fumée).

5. Vérifiez que les cables ne sont pas usés, effilochés ou pincés.

6. Vérifiez que les fixations du carter du bloc d’alimentation électrique (vis ou rivets) sont présentes et en
parfait état.
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Remarques sur la fiabilité du systeme

Reégles relatives a la fiabilité du systéme pour garantir le refroidissement correct du systéme.

Vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

Si le serveur est fourni avec une alimentation de secours, chaque baie de bloc d’alimentation doit étre
équipée d’un bloc d’alimentation.

Il convient de ménager un dégagement suffisant autour du serveur pour permettre un refroidissement
correct. Respectez un dégagement de 50 mm (2,0 po) environ a I’avant et a I'arriére du serveur. Ne placez
aucun objet devant les ventilateurs.

Avant de mettre le serveur sous tension, réinstallez le carter du serveur pour assurer une ventilation et un
refroidissement corrects du systeme. N'utilisez pas le serveur sans le carter pendant plus de 30 minutes,
car vous risquez d’endommager les composants serveur.

Il est impératif de respecter les instructions de cablage fournies avec les composants en option.

Un ventilateur défaillant doit étre remplacé sous 48 heures a compter de son dysfonctionnement.

Un ventilateur remplagable a chaud doit étre remplacé dans les 30 secondes suivant son retrait.

Une unité remplagable a chaud doit étre remplacée dans les 2 minutes suivant son retrait.

Un bloc d’alimentation remplagable a chaud doit étre remplacé dans les deux minutes suivant son retrait.

Chaque grille d’aération fournie avec le serveur doit étre installée au démarrage du serveur (certains
serveurs peuvent étre fournis avec plusieurs grilles d’aération). Faire fonctionner le serveur en I'absence
d’une grille d’aération risque d’endommager le processeur.

Tous les connecteurs de processeur doivent étre munis d’un cache ou d’un processeur-dissipateur
thermique.

Si plusieurs processeurs sont installés, il convient de respecter rigoureusement les régles de peuplement
de ventilateur pour chaque serveur.
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Intervention a l'intérieur d'un serveur sous tension

Instructions pour intervenir a I'intérieur du serveur sous tension.

Attention : Le serveur peut s'arréter et une perte de données peut survenir lorsque les composants internes

du serveur sont exposés a |'électricité statique. Pour éviter ce probléme, utilisez toujours une dragonne de

décharge électrostatique ou d’autres systemes de mise a la terre lorsque vous intervenez a I'intérieur d’un

serveur sous tension.

¢ Evitez de porter des vétements larges, en particulier autour des avant-bras. Boutonnez ou remontez vos
manches avant d’intervenir I'intérieur du serveur.

¢ Faites en sorte que votre cravate, votre écharpe, votre cordon de badge ou vos cheveux ne flottent pas
dans le serveur.

¢ Retirez les bijoux de type bracelet, collier, bague, boutons de manchettes ou montre-bracelet.

¢ Videz les poches de votre chemise (stylos ou crayons) pour éviter qu’un objet quelconque tombe dans le
serveur quand vous vous penchez dessus.

¢ Veillez a ne pas faire tomber d’objets métalliques (trombones, épingles a cheveux et vis) a I'intérieur du
serveur.
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Manipulation des dispositifs sensibles a I'électricité statique

Ces informations sont utiles pour traiter des dispositifs sensibles a I'électricité statique.

Attention : Empéchez I'exposition a I'électricité statique, laquelle peut entrainer I'arrét du systeme et la
perte de données, en conservant les composants sensibles a I'électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu'a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de décharge
électrostatique ou un autre systéme de mise a la terre.

Limitez vos mouvements pour éviter d’accumuler de I’électricité statique autour de vous.

Prenez encore davantage de précautions par temps froid, car le chauffage réduit le taux d’humidité
intérieur et augmente I’électricité statique.

Utilisez toujours une dragonne de décharge électrostatique ou un autre systéme de mise a la terre, en
particulier lorsque vous intervenez a I'intérieur d’un serveur sous tension.

Le dispositif étant toujours dans son emballage antistatique, mettez-le en contact avec une zone
métallique non peinte de la partie externe du serveur pendant au moins deux secondes. Cette opération
élimine I'électricité statique de I’emballage et de votre corps.

Retirez le dispositif de son emballage et installez-le directement dans le serveur sans le poser entre-
temps. Si vous devez le poser, replacez-le dans son emballage antistatique. Ne posez jamais le dispositif
sur le serveur ou sur une surface métallique.

Lorsque vous manipulez le dispositif, tenez-le avec précaution par ses bords ou son cadre.
Ne touchez pas les joints de soudure, les broches ou les circuits a découvert.
Tenez le dispositif hors de portée d’autrui pour éviter un possible endommagement.
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Régles et ordre d’installation d’'un module de mémoire

Les modules de mémoire doivent étre installés dans un ordre spécifique, selon la configuration de mémoire

que vous mettez en place sur votre serveur.

Régles générales en matiére de combinaisons :

Des barrettes DIMM

Installation dans un méme
canal

Installation dans un méme
systéme

Barrettes RDIMM et Performance+ RDIMM

Barrettes 3DS RDIMM et autres types de
barrettes DIMM

Barrettes 3DS RDIMM 128 Go et barrettes 3DS
RDIMM 256 Go

Barrettes DIMM de densité DRAM différente

(8 Gbit et 16 Gbit) V! A
Bgn:ettes DIMM de largeur de données DRAM y
différente (x4 et x8)

Barrettes DIMM de rang différent V2 V32
Barrettes DIMM fabriquées par différents v v

fournisseurs

Barrettes DIMM de différente tension3®

Barrettes DIMM ECC et non ECC*

1. Installez d’abord la barrette dotée de la densité la plus élevée.

2. Installez d’abord la barrette dotée du rang le plus élevé.

3. Seule la tension 1,2 V est prise en charge.

4. Seules les barrettes DIMM ECC sont prises en charge.
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Compatibilité des barrettes DIMM (sur la base de régles générales quant aux combinaisons)

. oo Largeur de Densité

Type Option Capacite données DRAM | DRAM

1 16 Go x8 8 Gbit

2 32 Go x4 8 Gbit
Barrette RDIMM

3 32 Go x8 16 Gbit

4 64 Go x4 16 Gbit

5 32 Go x8 16 Gbit
RDIMM Performance+

6 64 Go x4 16 Gbit

7 128 Go x4 16 Gbit
3DS RDIMM

8 256 Go x4 16 Gbit

Prise en charge d’une combinaison dans un canal :

e Options 1 et3
e Options 2 et 4

Prise en charge d’une combinaison dans un systéme :

e Options 1 a 4 (installez d’abord la barrette dotée de la densité la plus élevée).

e Options 5 et 6 (installez d’abord la barrette dotée de la capacité la plus élevée).
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Vous pouvez aussi suivre les régles ci-dessous pour optimiser la mémoire et les performances :

Equilibrez la capacité de mémoire par paire de canaux sur une UC donnée.
Equilibrez la capacité de mémoire pour chaque socket d’UC lorsque 2 UC sont installées.

En cas d’utilisation de barrettes RDIMM Performance+ pour maximiser la vitesse de traitement de la
mémoire, assurez-vous que des barrettes RDIMM Performance+ de la méme capacité sont installées sur
2DPC. Si ce n’est pas le cas, vous ne bénéficierez d’aucun gain de performances.

Lorsqu’une seule barrette DIMM doit étre installée sur un canal donné, elle doit étre installée dans
’emplacement DIMM 1 (celui qui est physiquement le plus éloigné de I’'UC).

Le serveur prend en charge une seule barrette DIMM dans la configuration minimale, toutefois, la bande
passante de la mémoire maximale requiert une barrette DIMM installée par canal (A-H). Pour obtenir des
performances optimales, installez les 8 canaux de chaque socket, chaque canal ayant la méme capacité.

Remarque : Pour obtenir des instructions détaillées sur les configurations d’équilibrage de la mémoire de
votre serveur, consultez la ressource suivante :

Configurations de mémoire équilibrées avec processeurs AMD EPYC de deuxieme ou de troisieme génération
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Ordre de peuplement recommandé (selon les régles générales)

1 UC installée :

D1|D0 c1il1I

BO|A1

32|31|30|29|28|27|26|25

A0
CPU2

EO|E1

FO|F1

GO0|G1[HO|H1 D1|D0|C1|C0|B1|B0O|A1 (A0
24|23|22|121|120( 19| 18|17 16(15|14|13|12|11]|10| 9

Rear view

0[E1

E
CPU1

Front view

FO|F1(G0|G1[HO|H1
8|7(6(5/4|3|2]|1

Qty. DIMM population order
1 DIMM 14
2DIMMs |14 (16
3DIMMs [14]16] 3
4DIMMs |[14]16] 3 | 1
5DIMMs |14]16| 3| 1 (10
6 DIMMs |[14([16] 3|1 [10]12
7DIMMs |14 (16] 3 [ 1]110[(12]7
8DIMMs |[14[16] 3| 1[10]12|7| 5
9DIMMs |[14(16] 3| 1]10[12]|7| 5|13
10 DIMMs [ 14|16 3 | 1 [10]12[7] 5 [13]15
11 DIMMs [ 14|16 3 | 1 [10]12[7] 5 [13]|15] 4
12DIMMs [ 14|16 3 | 1 [10]12[7] 5 [13]|15] 4 | 2
13 DIMMs [ 14|16 3 | 1 [10]12[7] 5 [13]|15[{4 ]| 2|9
14 DIMMs [ 14|16 3 | 1 [10]12[7] 5 [13]|15[{4 | 2|9 |11
15 DIMMs [ 14 |16( 3 | 1 [10]12[7] 5 [13]|15]{4 | 2|9 [11] 8
16 DIMMs [ 14|16/ 3 | 1 [10]12(7] 5 [13]|15[/4 ]| 2|9 |11| 8| 6
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2 UC installées :

D1|Do|C1 im

BO|A1|A0

32|31|30|29|28|27|26|25

E
CPU2

0|E1

F G0|G1
24(23|22|21|20| 19|18 |17

0|F1

i

Rear view

H1

Front view

D1|Do0|C1

C0|B1|B0|A1
16(15|14|13|12|11|10| 9

A0
CPU1

EO(E1

FO|F1|/G0|G1
8|7|6(5(/4|3

HO|H1
21

Qty. DIMM population order
1 DIMM 14
2DIMMs |14 (30
3 DIMMs [14[30]|16
4 DIMMs | 14130{16]32
5DIMMs | 14(30|16|32[ 3
6 DIMMs | 14 (301632 3[19
7 DIMMs [14[30|16]|32[ 3]|19(1
8 DIMMs [14(30|16]32[ 3]|19[1[17
9 DIMMs [14(30]16{32| 3]|19[{1[17]10
10 DIMMs | 14 130{16]32| 3[19]|1[17[10]|26
11 DIMMs | 14 130{16]32] 3|19|1[17[10]|26[12
12 DIMMs | 14130[16]32| 3[19]1]17[10]|26] 12|28
13 DIMMSs [ 14 |30{16{32] 3]|19|1[17]10]|26|12[28| 7
14 DIMMs | 14 130{16]|32| 3[19]|1]|17[10|26[12|28]| 7 [23
15 DIMMs | 14 130{16]32] 3|19|1[17[10]26[12|28] 7 [23]| 5
16 DIMMs | 14 130{16]32| 3|19|1[17[10]26[{12|28| 7 [23] 5 [21
17 DIMMs | 14 130{16]32| 3|19|1[17[10]26{12|28| 7 [23]| 5 [21]13
18 DIMMs | 14 130{16]32| 3[19]1[17[10]26{12|28]| 7 [23]| 5 [21]13]29
19 DIMMs | 14 130{16]32] 3|19|1[17[10]26{12|28]| 7 [23]| 5 [21]13]29[15
20 DIMMs | 14 130]16]32[ 3[19[1|17[10[26]|12|28| 7 [23]| 5 |21]13|29[15]|31
21 DIMMs [ 14 [30|16{32[ 3]|19(1[17]10{26|12]|28| 7 |23[ 5 |21]|13[29]|15|31{ 4
22 DIMMs [ 14 [30]16(32| 3]|19(1[17]10[{26|12|28| 7 |23| 5 |21[13[29]|15|31[ 4 |20
23 DIMMs [ 14 [30]|16]32| 3]|19(1[17]10{26|12]|28| 7 |23| 5 |21|13[29]15]|31[ 4 |20] 2
24 DIMMs [ 14 [30]16(32| 3]|19[1[17]10[{26]12|28| 7 |23[ 5 |21[13|29]|15|31[ 4|20 2 |18
25 DIMMs [ 14 [30]16]32[ 3]|19(1[17]10[{26]12]28| 7 |23| 5 |21|13[29]|15]|31[ 4 |20] 2 [18] 9
26 DIMMs [ 14 [30]16{32[ 3]|19[(1[17]10[{26]12|28| 7 |23[ 5 |21][13[29]|15]|31[ 4 |20| 2 |18] 9 [25
27 DIMMs | 14 130]16)32[ 3[19(1[17[10[26]|12)28| 7 (23| 5 |21]13|29[15]|31| 4 |20] 2 [18] 9 | 25|11
28 DIMMs | 141301632 3[19[{1|17[10[{26]12)28| 7 [23[ 5 [21]13|29[15]|31| 4 |20[ 2 [18] 9 |25|11|27
29 DIMMs [ 14 (3016|322 3]|19(1[17]10[{26]12]28[ 7 |23| 5 |21|13[29]|15]|31[ 4 |20]| 2 (18] 9 [25|11]27[ 8
30 DIMMs [ 14 [30]|16{32[ 3]|19(1[17]10[{26|12|28| 7 |23[ 5 |21]|13[29]15|31[ 4 |20 2 [18] 9 [25|11[27| 8 |24
31 DIMMs [ 14 [30|16]32[ 3]|19(1[17]10[{26]12]28[ 7 |23| 5 |21|13[29]|15]|31[ 4 |20]| 2 (18] 9 [25|11]|27[ 8 |24[ 6
32 DIMMs [ 14 [30]16]32| 3]|19[{1[17]10{26]12]|28| 7 |23[ 5 |21]|13[29]|15]|31[ 4 |120]| 2 [18] 9 [25|11[27| 8 |24[ 6 |22
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Remarque : |l existe des configurations 6 DIMM et 12 DIMM optimisées pour les performances des
modeles de serveur avec UC de série 7003 et des configurations 12 DIMM et 24 DIMM pour les modéles de
serveur avec deux UC de série 7003. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

Qté CPU Qté DIMM S;grl;)er::;s(e::splement des barrettes DIMM optimisées pour les
6 1,3,7,10, 14,16
! 12 1,2,3,4,7,8,9,10, 13, 14, 15, 16
12 1,3,7,10, 14, 16, 17, 19, 23, 26, 30, 32
2 24 :13,22, 3,4,7,8,9,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31,

Installation des options matérielles du serveur

Cette section expligue comment effectuer I'installation initiale du matériel en option. Chaque procédure
d'installation d'un composant répertorie toutes les taches qui doivent étre effectuées pour accéder au
composant a remplacer.

Les procédures d'installation sont présentées dans I'ordre optimal pour réduire le travail au minimum.

Attention : Pour vous assurer que les composants que vous installez fonctionnent sans probleme, lisez
attentivement les consignes suivantes.

e Vérifiez que les composants que vous installez sont pris en charge par le serveur. Pour obtenir une liste
des composants en option pris en charge par le serveur, voir https://serverproven.lenovo.com/.

e Toujours téléchargez et appliquez les microprogrammes les plus récents. Vous serez ainsi en mesure de
résoudre les incidents connus et d'optimiser les performances de votre serveur. Accédez a ThinkSystem
SR665 Pilotes et logiciels pour télécharger les mises a jour de microprogramme pour votre serveur.

e Une bonne pratique consiste a vérifier que le serveur fonctionne correctement avant d’installer un
composant en option.

e Suivez les procédures d'installation de cette section et utilisez les outils appropriés. Une installation
incorrecte des composants peut étre a I'origine d'une défaillance du systéme en raison de broches ou de
connecteurs endommagés ou de cables ou de composants mal fixés.

Retrait du panneau de sécurité

Les informations suivantes indiquent comment retirer le panneau de sécurité.

A propos de cette tache

Attention :

e Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
¢ Avant d’expédier I'armoire avec le serveur installé, réinstallez et verrouillez le panneau de sécurité.

Procédure
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Etape 1. Ultilisez la clé pour déverrouiller le panneau de sécurité.

Figure 50. Déverrouillage du panneau de sécurité
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Etape 2. Appuyez sur le taquet de déverrouillage K et faites pivoter le panneau de sécurité vers |'extérieur
afin de I’extraire du chassis.
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Figure 51. Retrait du panneau de sécurité

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Retrait du carter supérieur

Utilisez ces informations pour retirer le carter supérieur.

A propos de cette tache

S033

£2N

ATTENTION :

Courant électrique dangereux. Des tensions présentant un courant électrique dangereux peuvent

provoquer une surchauffe lorsqu’elles sont en court-circuit avec du métal, ce qui peut entrainer des
projections de métal, des brilures ou les deux.

S014

1

ATTENTION :
Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité peuvent étre présents dans les composants.
Seul un technicien de maintenance qualifié est habilité a retirer les carters ou I’étiquette est apposée.

Attention :

e Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

¢ Mettez le serveur hors tension et débranchez tous les cordons d’alimentation pour cette tache.
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Procédure

Etape 1. Sile serveur est installé dans une armoire, retirez le serveur dans I’'armoire. Voir le Guide
d'Installation en armoire fourni avec le kit de glissieres pour votre serveur.

Etape 2. Retirez le carter supérieur.

Attention : Manipulez le carter supérieur avec précaution. Si vous faites tomber le carter
supérieur alors que son loquet est ouvert, vous risquez d’endommager le loquet.

Figure 52. Retrait du carter supérieur

a. Utilisez un tournevis pour placer le dispositif de verrouillage du carter en position déverrouillée
comme illustré.

b. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du loquet du couvercle, puis ouvrez-le
complétement.

c. Faites glisser le carter supérieur vers I'arriére jusqu'a ce qu'il soit désengagé du chassis.
Ensuite, soulevez le carter supérieur pour le retirer du chassis et placez-le sur une surface
propre et plane.
Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Retrait de la grille d'aération

Utilisez ces informations pour la grille d'aération. Pour installer des options matérielles sur le serveur, retirez
d’abord la grille d’aération du serveur.

A propos de cette tache

S033
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ATTENTION :

Courant électrique dangereux. Des tensions présentant un courant électrique dangereux peuvent
provoquer une surchauffe lorsqu’elles sont en court-circuit avec du métal, ce qui peut entrainer des
projections de métal, des brilures ou les deux.

S017

ATTENTION :

Pales de ventilateurs mobiles dangereuses a proximité. Evitez tout contact avec les doigts ou toute
autre partie du corps.

Attention :

¢ Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

e Empéchez I'exposition a I’électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systeme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I'électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systeme de mise a la terre.

Procédure
Etape 1. Préparez votre serveur.
1. Mettez le serveur hors tension.

2. Retirez le carter supérieur. Pour plus d’informations, voir « Retrait du carter supérieur » a la
page 163.

3. Prenez bien notes de I'emplacement des cables, puis déconnectez-les. Pour plus
d'informations, voir Chapitre 3 « Cheminement interne des cables » a la page 83.

4. Retirez tous les composants qui entravent la procédure.
5. Installez tous les composants nécessaires avant d'installer ou de retirer le ou les composants.

Etape 2. (Uniquement pour la grille d’aération GPU) Retirez les obturateurs ou les extensions de la grille
d’aération (le cas échéant).

Etape 3. Saisissez la grille d'aération et retirez-la avec précaution du serveur.
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Figure 54. Retrait de la grille d’aération GPU

Attention : Pour assurer une ventilation et un refroidissement corrects du systéeme, installez la
grille d'aération avant de mettre le serveur sous tension. Si vous utilisez le serveur sans la grille
d'aération, vous risquez d'endommager les composants serveur.

Etape 4. Sivous avez installez des dissipateurs thermiques 1U standards et que vous devez les changer en
faveur de dissipateurs thermiques 2U standards ou performances, retirez les obturateurs de la
grille d’aération une fois cette derniere retirée.
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Figure 55. Retrait des obturateurs de la grille d’aération standard
Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Retrait du boitier de ventilateur systeme

Les informations ci-aprés indiquent comment retirer le boitier de ventilateur systeme.

A propos de cette tache

Le boitier de ventilateur systéme peut géner I'accés a certains connecteurs. Vous devez retirer le boitier de
ventilateur systéme avant d’acheminer les cébles.

Attention :

¢ Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
e Mettez le serveur hors tension et débranchez tous les cordons d’alimentation pour cette tache.

e Empéchez I'exposition a I'électricité statique, laquelle peut entrainer I'arrét du systéme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systéme de mise a la terre.

Procédure
Etape 1. Préparez votre serveur.
1. Mettez le serveur hors tension.

2. Retirez le carter supérieur. Pour plus d’informations, voir « Retrait du carter supérieur » a la
page 163.

3. Prenez bien notes de I'emplacement des cables, puis déconnectez-les. Pour plus
d'informations, voir Chapitre 3 « Cheminement interne des cables » a la page 83.

4. Retirez tous les composants qui entravent la procédure.
5. Installez tous les composants nécessaires avant d'installer ou de retirer le ou les composants.
Etape 2. Retirez le boitier du ventilateur systeme.
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Figure 56. Retrait du boitier du ventilateur systeme

a. Faites pivoter les leviers du boitier de ventilateur systéme a |'arriere du serveur.
b. Tirez le boitier du ventilateur systeme vers le haut pour le sortir du chassis.

Apreés avoir terminé

Procédez a I'installation des options que vous avez achetées.
Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube
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Installation d'un module de processeur-dissipateur thermique

Cette tdche comporte des instructions relatives a 'installation de processeurs et de dissipateurs thermiques.
Un tournevis T20 Torx est nécessaire pour le remplacement d'un dissipateur thermique.

A propos de cette tache

ATTENTION :
Vérifiez que tous les cordons d'alimentation du serveur sont débranchés de leur source d'alimentation
avant d'effectuer cette procédure.

Attention :

Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
Mettez le serveur hors tension et débranchez tous les cordons d’alimentation pour cette tache.

Empéchez I’exposition a I'électricité statique, laquelle peut entrainer I'arrét du systeme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systeme de mise a la terre.

Le dissipateur thermique est nécessaire pour maintenir des conditions thermiques appropriées pour le
processeur. Ne mettez pas le serveur sous tension alors que le dissipateur thermique est retiré.

Veillez a ne pas toucher le socket ou les contacts du processeur. Les contacts du socket de processeur
sont extrémement fragiles et peuvent facilement étre endommageés. Toute présence de contaminants sur
les contacts du processeur (sueur corporelle, par exemple) peut entrainer des problemes de connexion.

Assurez-vous que rien n’entre en contact avec la pate thermoconductrice sur le processeur ou le
dissipateur thermique. Toute surface en contact peut endommager la pate thermoconductrice et la rendre
inefficace. La pate thermoconductrice peut endommager des composants, tels que les connecteurs
électriques dans le socket de processeur. Ne retirez pas le film de protection en pate thermoconductrice
d'un dissipateur thermique, sauf instruction contraire.

Pour obtenir la liste des processeurs pris en charge par votre serveur, consultez le site https://
serverproven.lenovo.com/. Tous les processeurs sur le carte mére doivent avoir la méme vitesse, le méme
nombre de cceurs et la méme fréquence.

Avant d'installer un nouveau processeur, mettez a jour le microprogramme du systéme au niveau le plus
récent. Pour plus d'informations, voir « Mise a jour du microprogramme » a la page 254.

Les dispositifs en option disponibles pour votre systeme peuvent avoir des exigences relatives au
processeur spécifique. Pour plus d’informations, voir « Regles techniques » a la page 25.
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Procédure
Etape 1. Déballez le nouveau composant et posez-le sur une surface de protection électrostatique.
Etape 2. Préparez votre serveur.

1. Mettez le serveur hors tension.

2. Retirez le carter supérieur. Pour plus d’informations, voir « Retrait du carter supérieur » a la
page 163.

3. Prenez bien notes de I'emplacement des cables, puis déconnectez-les. Pour plus
d'informations, voir Chapitre 3 « Cheminement interne des céables » a la page 83.

4. Retirez tous les composants qui entravent la procédure.
5. Installez tous les composants nécessaires avant d'installer ou de retirer le ou les composants.
Etape 3. Installez les processeurs
a. Faites coulisser le support de processeur dans le corps de la glissiére.
b. Appuyez sur le corps de glissiére jusqu’a ce que les loquets bleus s’enclenchent.
c. Fermezle cadre de force.
d. Serrez les vis en suivant la séquence d’installation indiquée sur le cadre de force.

Remarque : Utilisez un tournevis de sécurité ESD et définissez la valeur de couple maximum
sur 14,0 = 0,5 pouces-livres.

Figure 57. Installation d'un processeur

Etape 4. Installez le dissipateur thermique standard ou hautes performances.

Remarque : Sivous utilisez un nouveau dissipateur thermique, la pate thermoconductrice est
pré-appliquée sur le dissipateur thermique. Retirez le film de protection et installez le dissipateur
thermique.

Remarque : Utilisez un tournevis de sécurité ESD et définissez la valeur de couple maximum sur
14,0 £ 0,5 pouces-livres.

a. Orientez le dissipateur thermique avec les trous de vis sur la plaque de processeur. Les vis
imperdables du dissipateur thermique doivent étre alignées sur les trous de vis sur la plaque
de processeur.

b. Serrez toutes les vis imperdables selon la séquence d'installation indiquée dans I'étiquette du
dissipateur thermique.

c. (Facultatif) Serrez les deux vis situées a I'avant du dissipateur thermique de performances.
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Figure 58. Installation d'un dissipateur thermique standard
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Figure 59. Installation d'un dissipateur thermique de performance
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Apreés avoir termin

Installez toutes les options que vous avez achetées.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Installation d'un module de mémoire

Les informations suivantes vous indiquent comment installer un module de mémoire.
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Attention :
e Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
e Mettez le serveur hors tension et débranchez tous les cordons d’alimentation pour cette tache.

¢ |es modules de mémoire sont sensibles aux décharges d’électricité statique et ils doivent étre manipulés
avec précaution. Consultez les instructions standards de « Manipulation des dispositifs sensibles a
I'électricité statique » a la page 155 :

— Utilisez toujours une dragonne de décharge électrostatique lors du retrait ou de I'installation des
modules de mémoire. Il est possible d’utiliser des gants antistatiques.

— Ne saisissez jamais deux modules de mémoire ou plus en méme temps afin qu’ils ne se touchent pas.
N’empilez pas les modules de mémoire directement les uns sur les autres lors du stockage.

— Ne touchez jamais les contacts de connecteur dorés du module de mémoire ni ne laissez les contacts
toucher I’'extérieur du boitier de connecteur de module de mémoire.

— Manipulez les modules de mémoire avec soin : ne pliez, ne faites pivoter ni ne laissez jamais tomber un
module de mémoire.

— Nrutilisez aucun outil métallique (par exemple, des gabarits ou des brides de serrage) pour manipuler
les modules de mémoire, car les métaux rigides peuvent endommager les modules de mémoire.

— N’insérez pas de modules de mémoire lorsque vous maintenez des paquets ou des composants
passifs, car cela peut entrainer une fissure des paquets ou un détachement des composants passifs en
raison de la force d’insertion élevée.

Procédure
Etape 1. Déballez le nouveau composant et posez-le sur une surface de protection électrostatique.
Etape 2. Préparez votre serveur.

1. Mettez le serveur hors tension.

2. Retirez le carter supérieur. Pour plus d’informations, voir « Retrait du carter supérieur » a la
page 163.

3. Prenez bien notes de I'emplacement des cables, puis déconnectez-les. Pour plus
d'informations, voir Chapitre 3 « Cheminement interne des cébles » a la page 83.

4. Retirez tous les composants qui entravent la procédure.
5. Installez tous les composants nécessaires avant d'installer ou de retirer le ou les composants.
Etape 3. Repérez I'emplacement du module de mémoire requis sur la carte mere.

Remarque : Assurez-vous d’observer les régles et la séquence d’installation dans « Régles de
peuplement des barrettes DIMM » a la page 27.
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Figure 60. Emplacements des modules de mémoire

Tableau 21. Identification d’emplacement de mémoire et de canal
Canal Di|DO|C1|({CO|B1|(BO|A1|AO| EO | E1 | FO | F1 | GO | G1 | HO | H1
Numéro 16115114 1183 12|11 [10] 9 8 7 6 5 4 3 2 1
d'emplacement 5,171 130 [ 29 [ 28 |27 [ 26 | 25 | 24 [ 23 [ 22 [ 21 [ 20 [ 19 [ 18 | 17
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Etape 4. Installez le module de mémoire dans I’emplacement.

Figure 61. Installation du module de mémoire

a. Ouvrez les pattes de retenue situées a chaque extrémité de I’emplacement du module de
mémoire.

Attention : Pour ne pas casser les pattes de retenue ou endommager les emplacements du
module de mémoire, ouvrez et fermez les pattes avec précaution.

b. Alignez le module de mémoire sur I'emplacement, puis placez délicatement le module de
mémoire dans I'emplacement avec les deux mains.

c. Appuyez fermement sur les deux extrémités du module de mémaoire pour l'insérer dans
I'emplacement jusqu'a ce que les pattes de retenue s'enclenchent en position fermée.

Remarque : S’il reste un espace entre le module de mémoire et les pattes de retenue, le
module n’est pas correctement inséré. Dans ce cas, ouvrez les pattes de retenue, retirez le
module de mémoire et réinsérez-le.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

174 ThinkSystem SR665 Guide de configuration


https://www.youtube.com/watch?v=TcG7tSueY98

Installation d'un fond de panier

Les informations ci-aprés vous indiquent comment retirer et installer un fond de panier d'unité remplagable a
chaud.

Cette rubrique contient les informations suivantes :

® «|nstallation du fond de panier d'unité 2,5 pouces avant » a la page 175

e «|nstallation du fond de panier d’unité 2,5 pouces central ou arriére » a la page 179
® «|nstallation du fond de panier d'unité 3,5 pouces avant » a la page 178

¢ «|Installation du fond de panier d’unité 3,5 pouces central ou arriere » a la page 182
® «|Installation des fonds de panier d’unité 7 mm » a la page 184

Installation du fond de panier d'unité 2,5 pouces avant
Les informations suivantes vous indiquent comment installer le fond de panier d'unité 2,5 pouces avant.

A propos de cette tache

Votre serveur prend en charge deux types de fond de panier avant d’unité 2,5 pouces : le fond de panier
8 baies SATA/SAS et le fond de panier 8 baies AnyBay. L’emplacement d’installation des fonds de panier
varie en fonction du type et du nombre de fonds de panier.

¢ Un fond de panier

Installez toujours le fond de panier dans les baies d'unité 0 a 7.
¢ Deux fonds de panier

— Deux fonds de panier a 8 baies SAS/SATA : installez les deux fonds de panier dans les baies d’unité 0 a
7 et les baies d’unité 8 a 15

— Deux fonds de panier a 8 baies AnyBay : installez le fond de panier 8 baies AnyBay qui prend en charge
les unités SATA/SAS/NVMe dans les baies d’unités 0 a 7 ; installez le fond de panier AnyBay qui prend
en charge les unités NMVe pures dans les baies d’unité 8 a 15

— Un fond de panier 8 baies et un fond de panier 8 baies AnyBay : installez le fond de panier SATA/SAS
dans les baies d’unité 0 a 7 ; installez le fond de panier AnyBay dans les baies d’unité 8 a 15

¢ Trois fonds de panier

— Trois fonds de panier SATA/SAS a 8 baies ou des fonds de panier AnyBay qui prennent en charge les
unités NVMe pures : installez les trois fonds de panier dans les baies d’unité 0 a 7, les baies d’unité 8 a
15 et les baies d’unité 16 a 23

— Un fond de panier a 8 baies SATA/SAS et deux fonds de panier a 8 baies AnyBay qui prennent en
charge les unités NVMe pures : installez le fond de panier a 8 baies SATA/SAS dans les baies d’unité 0
a7 ; installez les deux fonds de panier a 8 baies AnYBay dans les baies d’unité 8 a 15 et les baies
d’unité 16 a 283.

— Un fond de panier a 8 baies AnyBay et deux fonds de panier a 8 baies SATA/SAS : installez les fonds
de panier a 8 baies SATA/SAS dans les baies d’unité 0 a 7 et les baies d’unité 8 a 15 ; installez les
fonds de panier a 8 baies AnyBay dans les baies d’unité 16 a 23.

Attention :

e Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

e Empéchez I'exposition a I'électricité statique, laquelle peut entrainer I'arrét du systéme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systeme de mise a la terre.
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Procédure

Etape 1. Mettez I'emballage antistatique contenant le nouveau fond de panier en contact avec une zone
métallique extérieure non peinte du serveur. Ensuite, déballez le nouveau fond de panier et posez-
le sur une surface antistatique.

Etape 2. Connectez les cables au fond de panier. Voir « Fond de panier d'unité 2,5/3,5 pouces
(alimentation) » a la page 94 et « Fond de panier d'unité 2,5/3,5 pouces (signal) » a la page 99.
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Etape 3. Installez le fond de panier d'unité 2,5 pouces avant.

Figure 62. Installation d'un fond de panier d'unité 2,5 pouces

a. Alignez le bas du fond de panier dans les emplacements en bas du chassis.

b. Faites pivoter le fond de panier a la position verticale et alignez les trous du fond de panier
avec les broches du chéssis et appuyez sur le fond de panier pour le fixer place. Les pattes de
déverrouillage fixent le fond de panier.

Etape 4. Connectez les cables a la carte mére. Pour en savoir plus, voir « Fond de panier d'unité 2,5/
3,5 pouces (alimentation) » a la page 94 et « Fond de panier d'unité 2,5/3,5 pouces (signal) » a la
page 99.

Apreés avoir terminé

1. Réinstallez I'ensemble des unités et des obturateurs (le cas échéant) dans les baies d’unité. Pour plus
d’informations, voir « Installation d'une unité remplacable a chaud » a la page 210.
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2. Utilisez Lenovo XClarity Provisioning Manager pour configurer le RAID si nécessaire. Pour plus de
détails, consultez la section « Configuration de RAID » de la documentation LXPM compatible avec votre
serveur a I'adresse https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/Ixpm_frontend/Ixpm_product_page.html.

3. Sivous avez installé un fond de panier AnyBay avec des unités NVMe U.3 pour le Tri-mode, activez le
mode U.3 x1 pour les emplacements d’unité sélectionnés du fond de panier par I'intermédiaire de
I’interface Web GUI XCC.

a. Connectez-vous a I'interface graphique Web XCC, puis sélectionnez Stockage — Détails dans le
volet de navigation gauche.
b. Dans la fenétre qui s’affiche, cliquez sur I'icobne 3 coté de Fond de panier.

c. Dans la boite de dialogue qui s’affiche, sélectionnez les emplacements d’unités souhaités et cliquez
sur Appliquer.

d. Pour que le paramétre prenne effet, effectuez un cycle d’alimentation en courant continu.
Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation du fond de panier d'unité 3,5 pouces avant
Les informations suivantes vous indiquent comment installer le fond de panier d'unité 3,5 pouces avant.

A propos de cette tache

Votre serveur prend en charge un fond de panier de 12 baies SAS/SATA.

Attention :

¢ Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
e Mettez le serveur hors tension et débranchez tous les cordons d’alimentation pour cette tache.

e Empéchez I'exposition a I’électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systeme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systeme de mise a la terre.

Procédure

Etape 1. Mettez I'emballage antistatique contenant le nouveau fond de panier en contact avec une zone
métallique extérieure non peinte du serveur. Ensuite, déballez le nouveau fond de panier et posez-
le sur une surface antistatique.

Etape 2. Connectez les cébles au fond de panier. Voir « Fond de panier d'unité 2,5/3,5 pouces
(alimentation) » a la page 94 et « Fond de panier d'unité 2,5/3,5 pouces (signal) » a la page 99.

Etape 3. Installez le fond de panier d'unité 3,5 pouces.
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Figure 63. Installation d'un fond de panier d'unité 3,5 pouces

a. Alignez le fond de panier sur le chassis et abaissez-le dans le chassis. Puis, mettez le fond de
panier en place en appuyant Iégérement vers I'arriere.

b. Faites pivoter le fond de panier en position verticale afin de vous assurer que les quatre
crochets sur le chassis passent par les trous correspondants dans le fond de panier. Ensuite,
faites glisser le nouveau fond de panier comme indiqué jusqu’a ce qu’il soit correctement en
place.

Etape 4. Connectez les cébles a la carte mére. Pour en savoir plus, voir « Fond de panier d'unité 2,5/
3,5 pouces (alimentation) » a la page 94 et « Fond de panier d'unité 2,5/3,5 pouces (signal) » a la
page 99.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Installation du fond de panier d’unité 2,5 pouces central ou arriére

Les informations suivantes vous indiquent comment installer le fond de panier d'unité 2,5 pouces central ou
arriere.

A propos de cette tache

Votre serveur prend en charge :
¢ Deux types de fond de panier d’unité central 2,5 pouces

— Fond de panier SAS/SATA 4 x 2,5 pouces
— Fond de panier NVMe 4 x 2,5 pouces
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¢ Trois types de fond de panier d’unité arriére 2,5 pouces
— Fond de panier SAS/SATA 4 x 2,5 pouces
— Fond de panier NVMe 4 x 2,5 pouces
— Fond de panier SAS/SATA 8 x 2,5 pouces

Remarques :

e |aprocédure montre I'installation du fond de panier sur le boitier d’unités de disque dur arriére. La
procédure est la méme pour I'installation du fond de panier sur le boitier d’unités de disque dur central.

Attention :

¢ Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

e Empéchez I'exposition a I’électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systeme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systéeme de mise a la terre.

Procédure

Etape 1. Mettez I'emballage antistatique contenant le nouveau fond de panier en contact avec une zone
métallique extérieure non peinte du serveur. Ensuite, déballez le nouveau fond de panier et posez-
le sur une surface antistatique.

Etape 2. Connectez les cébles au fond de panier.

Etape 3. Alignez le bas du fond de panier avec les goujons en bas du boitier d’unités de disque dur. Faites
pivoter le fond de panier a la position verticale de sorte que les trous du fond de panier passent
par les broches sur le boitier d'unités de disque dur et appuyez sur le fond de panier pour le fixer
place. Les loquets de déverrouillage fixent le fond de panier.
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Figure 65. Installation du fond de panier d’unité 8 x 2,5 pouces

Apreés avoir terminé

Réinstallez I'ensemble des unités et des obturateurs (le cas échéant) dans les baies d’unité. Pour plus
d’informations, voir « Installation d'une unité remplacable a chaud » a la page 210.

Vidéo de démonstration
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Découvrez la procédure sur YouTube

Installation du fond de panier d’unité 3,5 pouces central ou arriéere

Les informations suivantes vous indiquent comment installer le fond de panier d'unité 3,5 pouces central ou
arriére.

A propos de cette tache

Votre serveur prend en charge :
¢ Un type de fond de panier d’unité central 3,5 pouces

— Fond de panier SAS/SATA 4 x 3,5 pouces
e Deux types de fond de panier d’unité arriere 3,5 pouces

— Fond de panier SAS/SATA 2 x 3,5 pouces
— Fond de panier SAS/SATA 4 x 3,5 pouces

Remarques :

¢ La procédure montre I'installation du fond de panier sur le boitier d’unités de disque dur arriere. La
procédure est la méme pour I'installation du fond de panier sur le boitier d’unités de disque dur central.

Attention :
e Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

e Empéchez I'exposition a I'électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systéme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systéme de mise a la terre.

Procédure

Etape 1. Mettez I'emballage antistatique contenant le nouveau fond de panier en contact avec une zone
métallique extérieure non peinte du serveur. Ensuite, déballez le nouveau fond de panier et posez-
le sur une surface antistatique.

Etape 2. Connectez les cébles au fond de panier.

Etape 3. Alignez le bas du fond de panier avec les goujons en bas du boitier d’unités de disque dur. Faites
pivoter le fond de panier a la position verticale de sorte que les trous du fond de panier passent
par les broches sur le boitier d'unités de disque dur et appuyez sur le fond de panier pour le fixer
place. Les loquets de déverrouillage fixent le fond de panier.

182 ThinkSystem SR665 Guide de configuration


https://www.youtube.com/watch?v=fDht40Z7R9M

Figure 67. Installation du fond de panier d’unité 4 x 3,5 pouces

Apreés avoir terminé

Réinstallez I'ensemble des unités et des obturateurs (le cas échéant) dans les baies d’unité. Pour plus
d’informations, voir « Installation d'une unité remplacable a chaud » a la page 210.

Chapitre 4. Configuration matérielle du serveur 183



Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation des fonds de panier d’unité 7 mm
Les informations suivantes vous indiquent comment installer les fonds de panier d’unité 7 mm.

A propos de cette tache

Attention :

¢ Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
e Mettez le serveur hors tension et débranchez tous les cordons d’alimentation pour cette tache.

¢ Empéchez I'exposition a I’électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systéme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systéme de mise a la terre.

Procédure
Etape 1. Déballez le nouveau composant et posez-le sur une surface de protection électrostatique.
Etape 2. Préparez votre serveur.

1. Mettez le serveur hors tension.

2. Retirez le carter supérieur. Pour plus d’informations, voir « Retrait du carter supérieur » a la
page 163.

3. Prenez bien notes de I'emplacement des cables, puis déconnectez-les. Pour plus
d'informations, voir Chapitre 3 « Cheminement interne des céables » a la page 83.

4. Retirez tous les composants qui entravent la procédure.
5. Installez tous les composants nécessaires avant d'installer ou de retirer le ou les composants.

Etape 3. Connectez les cébles aux fonds de panier. Pour plus d’informations, voir « Unités 7 mm » a la page
91.
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Etape 4. Installation du fond de panier d’unité 7 mm au bas.

Figure 68. Installation du fond de panier d’unité 7 mm (bas)

a. Alignez la broche sur le boitier et faites Iégérement glisser le fond de panier dans le boitier

jusqu’a ce qu’il soit bien installé.
b. Installez la vis, comme illustré.

Etape 5. Installation du fond de panier d'unité 7 mm sur le dessus.

Figure 69. Installation d'un fond de panier d'unité 7 mm (haut)

a. Placez le fond de panier sur le boitier comme indiqué.
b. Installez les deux vis pour fixer le fond de panier.

Etape 6. Connectez les cébles a la carte mére. Voir « Unités 7 mm » a la page 91.

Aprés avoir terminé

Réinstallez I'ensemble des unités et des obturateurs (le cas échéant) dans les baies d’unité.
Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube
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Installation des supports de cable

Les informations suivantes vous indiquent comment installer les supports de céable.

A propos de cette tache

Attention :

¢ Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

e Empéchez I'exposition a I’électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systéme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systéeme de mise a la terre.

Procédure
Etape 1. Déballez le nouveau composant et posez-le sur une surface de protection électrostatique.
Etape 2. Préparez votre serveur.

1. Mettez le serveur hors tension.

2. Retirez le carter supérieur. Pour plus d’informations, voir « Retrait du carter supérieur » a la
page 163.

3. Prenez bien notes de I'emplacement des cables, puis déconnectez-les. Pour plus
d'informations, voir Chapitre 3 « Cheminement interne des cébles » a la page 83.

4. Retirez tous les composants qui entravent la procédure.
5. Installez tous les composants nécessaires avant d'installer ou de retirer le ou les composants.
Etape 3. Installez les supports de cable.

®
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Figure 70. Installation du support de céable

a. Alignez les deux trous sur la carte mére. Installez le support sur la carte méere, comme indiqué.
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b. Installez les deux vis pour fixer le support.

Apres avoir terminé

Connectez les cables. Pour plus d'informations, voir Chapitre 3 « Cheminement interne des cables » a la
page 83.
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Installation des supports muraux arriére

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer un support mural arriére.

Matrice de support mural arriére

Modéle de Supports muraux arriére requis
serveur

Le serveur requiert 3 supports muraux arriére :

Al B1 C1

Modele de
serveur avec
8emplacements
PCle

SEEEN

Cc2

Modeéle de
serveur avec
unités arriére 4
X 2,5 pouces

Al B1

Modele de
serveur avec
unités arriere 2
x 3,5 pouces

SEEEN

Modele de Le serveur requiert 2 supports muraux arriere :
serveur avec
unités arriere 8
X 2,5 pouces
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serveur avec
unités arriere 4
x 3,5 pouces

Modeéle de Supports muraux arriére requis
serveur
B2
Al
7 \
A D)
gy o
fres
& 9
3ol 99 0
a0 0
e )
) 0@
Modele de

Le serveur ne requiert aucun support mural arriere

Installation

d’un support mural arriere A1 (gauche)

Les informations ci-apres vous indiquent comment installer un mur arriére A1 sur la gauche du chéssis

arriere.

A propos de cette tache

Attention :

e Consultez «
e Empéchez |

Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

‘exposition a I'électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systeme et la perte de

données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systeme de mise a la terre.

Procédure

Etape 1. Déballez le nouveau composant et posez-le sur une surface de protection électrostatique.

Etape 2. Préparez votre serveur.

1.
2.

4.
5.

Mettez le serveur hors tension.

Retirez le carter supérieur. Pour plus d’informations, voir « Retrait du carter supérieur » a la
page 163.

. Prenez bien notes de I'emplacement des cables, puis déconnectez-les. Pour plus

d'informations, voir Chapitre 3 « Cheminement interne des cables » a la page 83.
Retirez tous les composants qui entravent la procédure.
Installez tous les composants nécessaires avant d'installer ou de retirer le ou les composants.

Etape 3. Installez un support mural arriere A1.

Chapitre 4. Configuration matérielle du serveur 189



ACTCITITTD

(N

Figure 71. Installation du support mural arriere A1

a. Alignez la broche sur le support mural arriére et I’emplacement de broche sur le c6té gauche
du chassis arriere. Installez le support sur le chassis, comme indiqué.

b. Installez les trois vis pour fixer le support mural arriére.

Apreés avoir terminé

Installez un boitier d’unités de disque dur arriere ou des assemblages de cartes mezzanines. Voir

« Installation du boitier d’unités de disque dur 4 x 2,5 pouces arriére » a la page 202
e «Installation du boitier d’unités de disque dur 8 x 2,5 pouces arriére » a la page 203
e «|Installation du boitier d’unités de disque dur 2 x 3,5 pouces arriére » a la page 198
* «|nstallation du boitier d’unités de disque dur 4 x 3,5 pouces arriere » a la page 200
e «|nstallation d'un assemblage de cartes mezzanines 1/2 » a la page 218

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation d’un support mural arriéere B1/B2 (central)

Les informations ci-apres vous indiquent comment installer un mur arriere B1/B2 au centre du chassis
arriere.

A propos de cette tache

Attention :

¢ Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

e Empéchez I'exposition a I’électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systeme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systéme de mise a la terre.

Procédure
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Etape 1. Déballez le nouveau composant et posez-le sur une surface de protection électrostatique.
Etape 2. Préparez votre serveur.

1.
2.

4.
5.

Mettez le serveur hors tension.

Retirez le carter supérieur. Pour plus d’informations, voir « Retrait du carter supérieur » a la
page 163.

. Prenez bien notes de I'emplacement des cables, puis déconnectez-les. Pour plus

d'informations, voir Chapitre 3 « Cheminement interne des céables » a la page 83.
Retirez tous les composants qui entravent la procédure.
Installez tous les composants nécessaires avant d'installer ou de retirer le ou les composants.

Etape 3. Installez le support mural arriere B1.

Remarque : La figure montre uniqguement I'installation du support mural arriére B1. Le support
mural arriere B2 peut étre installé de maniere identique.

(DROSTOIOS

Figure 72. Installation du support mural arriere B1

a.

b.

Alignez les orifices sur le support mural arriere et le chéassis. Installez le support sur le chéassis,
comme indiqué.

Installez les deux vis pour fixer le support mural arriére.

Apreés avoir terminé

Installez un boitier d’unités de disque dur arriére ou des assemblages de cartes mezzanines. Voir

¢ «Installation du boitier d’unités de disque dur 4 x 2,5 pouces arriére » a la page 202

e «|nstallation du boitier d’unités de disque dur 2 x 3,5 pouces arriere » a la page 198

* «|Installation d'un assemblage de cartes mezzanines 1/2 » a la page 218

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube
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Installation d'un support mural arriere C1/C2 (droite)

Les informations ci-apres vous indiquent comment installer un mur arriere C1/C2 sur la droite du chéssis
arriere.

A propos de cette tache

Attention :

¢ Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

e Empéchez I'exposition a I'électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systéme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systéme de mise a la terre.

Procédure
Etape 1. Déballez le nouveau composant et posez-le sur une surface de protection électrostatique.
Etape 2. Préparez votre serveur.

1. Mettez le serveur hors tension.

2. Retirez le carter supérieur. Pour plus d’informations, voir « Retrait du carter supérieur » a la
page 163.

3. Prenez bien notes de I'emplacement des cables, puis déconnectez-les. Pour plus
d'informations, voir Chapitre 3 « Cheminement interne des cébles » a la page 83.

4. Retirez tous les composants qui entravent la procédure.
5. Installez tous les composants nécessaires avant d'installer ou de retirer le ou les composants.
Etape 3. Installez le support mural arriere C1.

Remarque : La figure montre uniquement l'installation du support mural arriere C1. Le support
mural arriere C2 peut étre installé de maniére identique.

Figure 73. Installation du support mural arriere C1

a. Alignez la broche sur le support mural arriére et I’emplacement de broche sur le c6té droit du
chassis arriere. Installez le support sur le chassis, comme indiqué.

b. Installez les quatre vis pour fixer le support mural arriere.

Apreés avoir terminé
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Installez un boitier d’unités de disque dur arriere ou des assemblages de cartes mezzanines. Voir

e «Installation du boitier d’unités de disque dur 4 x 2,5 pouces arriére » a la page 202
e «|Installation d'un assemblage de cartes mezzanines 1/2 » a la page 218

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube
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Installation d’un boitier d’unités de disque dur arriere/central

Les informations ci-aprés vous indiquent comment retirer et installer un fond de panier d'unité remplagable a
chaud.

Cette rubrique contient les informations suivantes :

e «Installation du boitier d’unités de disque dur 2,5 pouces central » a la page 194

e «Installation du boitier d’unités de disque dur 3,5 pouces central » a la page 196

¢ «|nstallation du boitier d’unités de disque dur 2 x 3,5 pouces arriere » a la page 198

e «|Installation du boitier d’unités de disque dur 4 x 3,5 pouces arriére » a la page 200

® «|Installation du boitier d’unités de disque dur 4 x 2,5 pouces arriere » a la page 202

¢ «Installation du boitier d’unités de disque dur 8 x 2,5 pouces arriére » a la page 203

e «|nstallation du boitier d’unités de disque dur 7 mm (3 emplacements) » a la page 205
e «|Installation du boitier d’unités de disque dur 7 mm (1 emplacement) » a la page 207

Installation du boitier d’unités de disque dur 2,5 pouces central
Les informations suivantes vous indiquent comment installer la baie d'unité centrale 2,5 pouces.

A propos de cette tache

Le boitier d’unités de disque dur central est pris en charge sur certains modeles de serveur sous certaines
conditions. Pour obtenir des informations détaillées, voir « Régles techniques » a la page 25.

Attention :

¢ Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

e Empéchez I'exposition a I’électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systéme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systeme de mise a la terre.
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Procédure
Etape 1. Connectez les cables au fond de panier.

Etape 2. Alignez le bas du fond de panier avec les goujons en bas du boitier d’unités de disque dur. Faites
pivoter le fond de panier a la position verticale de sorte que les trous du fond de panier passent
par les broches sur le boitier d'unités de disque dur et appuyez sur le fond de panier pour le fixer
place. Les loquets de déverrouillage fixent le fond de panier.

Figure 74. Installation du fond de panier
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Etape 3. Installez le boitier d’unités de disque dur central sur le chassis et les unités dans les baies d’unités.
Ensuite, fermez la poignée.

Figure 75. Installation du boitier d’unités de disque dur 2,5 pouces et des unités

1. Placez les broches arriére dans les logements du chéssis.
2. Faites pivoter I'avant du boitier d’unités de disque dur pour le mettre en place.

3. Installez les unités dans le boitier d'unités de disque dur central. Pour plus d’informations, voir
« Installation d'une unité remplacgable a chaud » a la page 210.

4. Appuyez sur le taquet comme indiqué.
5. Faites pivoter la poignée pour la fermer.

Apreés avoir terminé

Connectez les cables des fonds de panier a un adaptateur RAID/HBA. Pour plus d'informations, voir
Chapitre 3 « Cheminement interne des cables » a la page 83.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Installation du boitier d’unités de disque dur 3,5 pouces central
Les informations suivantes vous permettent d'installer le boitier d'unités de disque dur central 3,5 pouces.

A propos de cette tache

Le boitier d’unités de disque dur central est pris en charge sur certains modeles de serveur sous certaines
conditions. Pour obtenir des informations détaillées, voir « Regles techniques » a la page 25.

Attention :

¢ Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
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* Empéchez I'exposition a I’électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systéme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systeme de mise a la terre.

Procédure
Etape 1. Connectez les cables au fond de panier.

Etape 2. Alignez le bas du fond de panier avec les goujons en bas du boitier d’unités de disque dur. Faites
pivoter le fond de panier a la position verticale de sorte que les trous du fond de panier passent
par les broches sur le boitier d'unités de disque dur et appuyez sur le fond de panier pour le fixer
place. Les loquets de déverrouillage fixent le fond de panier.

Figure 76. Installation du fond de panier
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Etape 3. Installez le boitier d’unités de disque dur central sur le chassis et les unités dans les baies d’unités.
Ensuite, fermez la poignée.

Figure 77. Installation du boitier d’unités de disque dur 3,5 pouces et des unités

1. Placez les broches arriére dans les logements du chéssis.
2. Faites pivoter I'avant du boitier d’unités de disque dur pour le mettre en place.

3. Installez les unités dans le boitier d'unités de disque dur central. Pour plus d’informations, voir
« Installation d'une unité remplacgable a chaud » a la page 210.

4. Appuyez sur le taquet comme indiqué.
5. Faites pivoter la poignée pour la fermer.

Apreés avoir terminé

Connectez les cables des fonds de panier a un adaptateur RAID/HBA. Pour plus d'informations, voir
Chapitre 3 « Cheminement interne des cables » a la page 83.

Vidéo de démonstration

Découvrez la procédure sur YouTube

Installation du boitier d’unités de disque dur 2 x 3,5 pouces arriére

Les informations suivantes vous indiquent comment installer le boitier d’unités de disque dur arriere 2 x
3,5 pouces.

A propos de cette tache

Le boitier d’unités de disque dur arriére est pris en charge sur certains modeles de serveur sous certaines
conditions. Pour obtenir des informations détaillées, voir « Regles techniques » a la page 25.

Attention :

¢ Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
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* Empéchez I'exposition a I’électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systéme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systeme de mise a la terre.

Procédure
Etape 1. Préparez votre serveur.
1. Mettez le serveur hors tension.

2. Retirez le carter supérieur. Pour plus d’informations, voir « Retrait du carter supérieur » a la
page 163.

3. Prenez bien notes de I'emplacement des cables, puis déconnectez-les. Pour plus
d'informations, voir Chapitre 3 « Cheminement interne des cables » a la page 83.

4. Retirez tous les composants qui entravent la procédure.
5. Installez tous les composants nécessaires avant d'installer ou de retirer le ou les composants.
Etape 2. Installez le boitier d’unités de disque dur arriére 2 x 3,5 pouces.

Figure 78. Installation du boitier d’unités de disque dur arriere 2 x 3,5 pouces

1. Alignez le boitier d'unités de disque dur arriére avec le chassis, puis abaissez le boitier
d'unités de disque dur dans le chassis. Déplacez le boitier d’unités de disque dur arriére vers
I’avant jusqu’a ce qu’il s’enclenche.

2. Faites pivoter et déverrouillez le piston bleu pour fixer le boitier d’unités de disque dur.

Etape 3. Vérifiez et assurez-vous que les pistons bleus sont en place pour fixer le boitier d’unité de disque
arriere.

Apres avoir terminé
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1. Installez les unités ou les obturateurs dans le boitier d’unité de disque dur arriere. Pour plus
d’informations, voir « Installation d'une unité remplacable a chaud » a la page 210.

2. Connectez les cables au fond de panier d’unité arriere. Pour plus d'informations, voir Chapitre 3
« Cheminement interne des cébles » a la page 83.

Installation du boitier d’unités de disque dur 4 x 3,5 pouces arriére

Les informations suivantes vous indiquent comment installer le boitier d’unités de disque dur arriere 4 x
3,5 pouces.

A propos de cette tache

Le boitier d’unités de disque dur arriére est pris en charge sur certains modéles de serveur sous certaines
conditions. Pour obtenir des informations détaillées, voir « Régles techniques » a la page 25.

Attention :
e Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

e Empéchez I'exposition a I'électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systéme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systéme de mise a la terre.

Procédure
Etape 1. Préparez votre serveur.
1. Mettez le serveur hors tension.

2. Retirez le carter supérieur. Pour plus d’informations, voir « Retrait du carter supérieur » a la
page 163.

3. Prenez bien notes de I'emplacement des cables, puis déconnectez-les. Pour plus
d'informations, voir Chapitre 3 « Cheminement interne des cébles » a la page 83.

4. Retirez tous les composants qui entravent la procédure.
5. Installez tous les composants nécessaires avant d'installer ou de retirer le ou les composants.

Etape 2. Alignez le boitier d'unités de disque dur arriére avec le chassis, puis abaissez le boitier d'unités de
disque dur dans le chassis. Déplacez le boitier d’unités de disque dur arriére vers I'avant jusqu’a
ce qu’il s’enclenche.
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Figure 79. Installation du boitier d’unités de disque dur arriére 4 x 3,5 pouces

Etape 3. Vérifiez et assurez-vous que les pistons bleus sont en place pour fixer le boitier d’unité de disque
arriere.

Etape 4. Installez le support du carter supérieur.
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Figure 80. Installation du support du carter supérieur

Apreés avoir terminé

1. Installez les unités ou les obturateurs dans le boitier d’unité de disque dur arriere. Pour plus
d’informations, voir « Installation d'une unité remplacable a chaud » a la page 210.

2. Connectez les cables au boitier d'unités de disque dur arriere. Pour plus d'informations, voir Chapitre 3
« Cheminement interne des cébles » a la page 83.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation du boitier d’unités de disque dur 4 x 2,5 pouces arriére

Les informations suivantes vous indiquent comment installer le boitier d’unités de disque dur arriere 4 x
2,5 pouces.

A propos de cette tache

Le boitier d’unités de disque dur arriere est pris en charge sur certains modeles de serveur sous certaines
conditions. Pour obtenir des informations détaillées, voir « Reégles techniques » a la page 25.

Attention :

e Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

e Empéchez I'exposition a I'électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systéme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systeme de mise a la terre.

Procédure
Etape 1. Préparez votre serveur.

1. Installez les ventilateurs systeme hautes performances requis. Pour plus d’informations, voir
« Installation d'un ventilateur systéme » a la page 239.

2. Installez les supports de carte mezzanine requis. Voir

202 ThinkSystem SR665 Guide de configuration


https://www.youtube.com/watch?v=PArpiBCn4Q8

e «|Installation d'un assemblage de cartes mezzanines 1/2 » a la page 218
e «|Installation d'un assemblage de cartes mezzanines 3 » a la page 222

3. Installez le fond de panier sur le boitier d’unités de disque dur. Pour plus d’informations, voir
« Installation du fond de panier d’unité 2,5 pouces central ou arriere » a la page 179.

4. Retirez les supports muraux arriere non pertinents (le cas échéant) et installez le support mural
nécessaire pour installer le boitier d’unités de disque dur arriére 4 x 2,5 pouces.

e |amatrice des combinaisons des supports muraux arriére dans la section « Remplacement
des supports muraux » du Guide de maintenance.

¢ «Installation d'un support mural arriere C1/C2 (droite) » a la page 192
Etape 2. Installez le boitier d’unités de disque dur arriére 4 x 2,5 pouces.

Figure 81. Installation du boitier d’unités de disque dur arriere 4 x 2,5 pouces

1. Alignez le boitier d'unités de disque dur arriére avec le chéssis, puis abaissez le boitier
d'unités de disque dur dans le chassis.

2. Déplacez le boitier d’unités de disque dur arriére vers I’avant jusqu’a ce qu’il s’enclenche.
Etape 3. Vérifiez et assurez-vous que le piston est en place pour fixer le boitier d’unité de disque arriére.

Apreés avoir terminé

1. Réinstallez les unités ou les obturateurs dans le boitier d’unité de disque dur arriére. Pour plus
d’informations, voir « Installation d'une unité remplacable a chaud » a la page 210.

2. Connectez les cables au boitier d'unités de disque dur arriére. Pour plus d'informations, voir Chapitre 3
« Cheminement interne des cébles » a la page 83.

Installation du boitier d’unités de disque dur 8 x 2,5 pouces arriére
Les informations suivantes vous indiquent comment installer le boitier d’unités de disque dur arriere 8 x

2,5 pouces.

A propos de cette tache
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Le boitier d’unités de disque dur arriere est pris en charge sur certains modeles de serveur sous certaines
conditions. Pour obtenir des informations détaillées, voir « Regles techniques » a la page 25.

Attention :

¢ Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

e Empéchez I'exposition a I'électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systéme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I’électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systeme de mise a la terre.

Procédure
Etape 1. Préparez votre serveur.
1. Mettez le serveur hors tension.

2. Retirez le carter supérieur. Pour plus d’informations, voir « Retrait du carter supérieur » a la
page 163.

3. Prenez bien notes de I'emplacement des cables, puis déconnectez-les. Pour plus
d'informations, voir Chapitre 3 « Cheminement interne des cébles » a la page 83.

4. Retirez tous les composants qui entravent la procédure.
5. Installez tous les composants nécessaires avant d'installer ou de retirer le ou les composants.
Etape 2. Installez le boitier d’unités de disque dur arriere 8 x 2,5 pouces.

Figure 82. Installation du boitier d’unités de disque dur arriere 8 x 2,5 pouces
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1. Alignez le boitier d'unités de disque dur arriére avec le chassis, puis abaissez le boitier
d'unités de disque dur dans le chassis. Déplacez le boitier d’unités de disque dur arriere vers
I’avant jusqu’a ce qu’il s’enclenche.

2. Faites pivoter le piston bleu et placez-le.
Apres avoir terminé

1. Installez les unités ou les obturateurs dans le boitier d’unité de disque dur arriere. Pour plus
d’informations, voir « Installation d'une unité remplacable a chaud » a la page 210.

2. Connectez les cables au boitier d'unités de disque dur arriére. Pour plus d'informations, voir Chapitre 3
« Cheminement interne des cables » a la page 83.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation du boitier d’unités de disque dur 7 mm (3 emplacements)

Les informations suivantes vous indiquent comment installer le boitier d’unités de disque dur 7 mm (un
boitier 7 mm + deux emplacements pleine hauteur).

A propos de cette tache

Attention :

e Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
¢ Mettez le serveur hors tension et débranchez tous les cordons d’alimentation pour cette tache.

e Empéchez I'exposition a I'électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systeme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I'électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systeme de mise a la terre.

Procédure
Etape 1. Déballez le nouveau composant et posez-le sur une surface de protection électrostatique.
Etape 2. Préparez votre serveur.

1. Mettez le serveur hors tension.

2. Retirez le carter supérieur. Pour plus d’informations, voir « Retrait du carter supérieur » a la
page 163.

3. Prenez bien notes de I'emplacement des cables, puis déconnectez-les. Pour plus
d'informations, voir Chapitre 3 « Cheminement interne des cables » a la page 83.

4. Retirez tous les composants qui entravent la procédure.
5. Installez tous les composants nécessaires avant d'installer ou de retirer le ou les composants.
Etape 3. Installez les deux fonds de panier 7 mm sur le boitier d'unités de disque dur 7 mm.
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Etape 4. Accrochez le clip de fixation sur I’'adaptateur de carte mezzanine du boitier de carte mezzanine.

Figure 83. Installation du clip de fixation du boitier d’unités 7 mm

Etape 5. Installez le boitier d’unités de disque dur 7 mm sur le boitier de carte mezzanine.

Figure 84. Installation du boitier d’unités de disque dur 7 mm

a. Alignez la broche gauche du boitier d’unités de disque dur 7 mm sur ’emplacement de
positionnement du clip de fixation, les deux trous des supports latéraux du boitier d’unités de
disque dur 7 mm sur les deux trous a I’avant du boitier de carte mezzanine.

b. Installez les deux vis pour fixer le boitier d'unités de disque dur 7 mm.

Etape 6. Installez le bloc d’unités 7 mm sur la carte mére.
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Figure 85. Installation du boitier d’unités de disque dur 7 mm

Etape 7. Branchez les cables du fond de panier d’unité 7 mm. Pour plus d’informations, voir « Unités
7 mm » a la page 91.

Apreés avoir terminé

Installez ’'ensemble des unités et des obturateurs (le cas échéant) dans les baies d’unité. Pour plus
d’informations, voir « Installation d'une unité remplacable a chaud » a la page 210.

Vidéo de démonstration
Découvrez la procédure sur YouTube

Installation du boitier d’unités de disque dur 7 mm (1 emplacement)

Les informations suivantes vous indiquent comment installer le boitier d’unités de disque dur 7 mm (un
boitier 7 mm).

A propos de cette tache

Attention :

e Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
¢ Mettez le serveur hors tension et débranchez tous les cordons d’alimentation pour cette tache.

e Empéchez I'exposition a I’électricité statique, laquelle peut entrainer I'arrét du systeme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I'électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systeme de mise a la terre.

Procédure
Etape 1. Déballez le nouveau composant et posez-le sur une surface de protection électrostatique.
Etape 2. Préparez votre serveur.

1. Mettez le serveur hors tension.
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2. Retirez le carter supérieur. Pour plus d’informations, voir « Retrait du carter supérieur » a la
page 163.

3. Prenez bien notes de I'emplacement des cables, puis déconnectez-les. Pour plus
d'informations, voir Chapitre 3 « Cheminement interne des cébles » a la page 83.

4. Retirez tous les composants qui entravent la procédure.
5. Installez tous les composants nécessaires avant d'installer ou de retirer le ou les composants.
Etape 3. Installez les deux fonds de panier 7 mm sur le boitier d'unités de disque dur 7 mm.
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Etape 4. Accrochez le clip de fixation sur I’adaptateur de carte mezzanine du boitier de carte mezzanine.

Figure 86. Installation du clip de fixation du boitier d’unités 7 mm

Etape 5. Installez le boitier d’unités de disque dur 7 mm sur le boitier de carte mezzanine.

Figure 87. Installation du boitier d’unités de disque dur 7 mm

a. Alignez la broche gauche du boitier d’unités de disque dur 7 mm sur ’emplacement de
positionnement du clip de fixation, les deux trous des supports latéraux du boitier d’unités de
disque dur 7 mm sur les deux trous a I’avant du boitier de carte mezzanine.

b. Installez les deux vis pour fixer le boitier d'unités de disque dur 7 mm.

Etape 6. Installez le bloc d’unités 7 mm sur la carte mére.

Chapitre 4. Configuration matérielle du serveur 209



Figure 88. Installation du boitier d’unités de disque dur 7 mm

Etape 7. Branchez les cables du fond de panier d’unité 7 mm. Pour plus d’informations, voir « Unités
7 mm » ala page 91.

Apreés avoir terminé

Installez I’ensemble des unités et des obturateurs (le cas échéant) dans les baies d’unité. Pour plus
d’informations, voir « Installation d'une unité remplacable a chaud » a la page 210.

Installation d'une unité remplacable a chaud

Utilisez ces informations pour installer une unité remplacable a chaud.

A propos de cette tache

Attention :

¢ Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

e Empéchez I'exposition a I'électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systéme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I'électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systeme de mise a la terre.

Procédure
Etape 1. Mettez I'emballage antistatique contenant I'unité en contact avec une zone extérieure non peinte
du serveur. Ensuite, déballez I'unité et posez-la sur une surface de protection électrostatique.

Remarque : Assurez-vous que l'installation de I'unité est conforme a « Régles techniques » a la
page 25.

Etape 2. Retirez I'obturateur d'unité de la baie d'unité et conservez-le en lieu slir en vue d'une utilisation
future.
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Etape 3.

Etape 4.

Etape 5.

Figure 89. Retrait de I'obturateur d'unité

Installez I'unité dans la baie d’unité.

Figure 90. Installation d'une unité remplacable a chaud

a. Vérifiez que la poignée du tiroir d'unité est en position ouverte. Faites glisser I'unité dans la
baie d'unité jusqu'a ce qu'elle s'enclenche.

b. Fermezla poignée du tiroir d'unité pour verrouiller I'unité en place.

Observez le voyant d'état de I'unité pour vérifier que celle-ci fonctionne correctement.

a. Sile voyant d’état jaune de I'unité est fixe, I'unité est défaillante et doit étre remplacée.

b. Sile voyant d’activité de I'unité vert clignote, I’'unité est en cours d’utilisation.

Poursuivez I'installation des unités remplacables a chaud supplémentaires si nécessaire.

Apreés avoir terminé

1. Utilisez Lenovo XClarity Provisioning Manager pour configurer le RAID si nécessaire. Pour plus de
détails, consultez la section « Configuration de RAID » de la documentation LXPM compatible avec votre
serveur a I’adresse https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/Ixpm_frontend/Ixpm_product_page.html.

2. Sivous avez installé des unités NVMe U.3 dans un fond de panier AnyBay a 8 baies de 2,5 pouces pour
le Tri-mode, activez le mode U.3 x1 pour les emplacements d’unité sélectionnés du fond de panier par
I’intermédiaire de I'interface Web GUI XCC.

Chapitre 4. Configuration matérielle du serveur 211


https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html

a. Connectez-vous a l'interface graphique Web XCC, puis sélectionnez Stockage = Détails dans le
volet de navigation gauche.

b. Dans la fenétre qui s’affiche, cliquez sur I'icéne e a cOté de Fond de panier.

c. Dans la boite de dialogue qui s’affiche, sélectionnez les emplacements d’unités souhaités et cliquez
sur Appliquer.

d. Pour que le paramétre prenne effet, effectuez un cycle d’alimentation en courant continu.
Vidéo de démonstration
Visionnez la procédure pour une unité remplacable a chaud de 2,5 pouces sur Youtube

Visionnez la procédure pour une unité remplacable a chaud de 3,5 pouces sur Youtube
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Installation de I'adaptateur M.2 et de I'unité M.2

Les informations suivantes vous indiquent comment installer I'adaptateur M.2 et I'unité M.2.

Attention :
e Consultez « Conseils d'installation » a la page 150 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
¢ Mettez le serveur hors tension et débranchez tous les cordons d’alimentation pour cette tache.

e Empéchez I'exposition a I’électricité statique, laquelle peut entrainer I’arrét du systéme et la perte de
données, en conservant les composants sensibles a I'électricité statique dans des emballages
antistatiques jusqu’a leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant une dragonne de
décharge électrostatique ou un autre systéme de mise a la terre.
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Procédure

Etape 1. Mettez I'emballage antistatique contenant les nouveaux adaptateur M.2 et unité M.2 en contact
avec une zone extérieure non peinte du serveur. Ensuite, déballez les nouveaux adaptateur M.2 et
unité M.2 et posez-les sur une surface antistatique.

Remarques :

¢ L'adaptateur M.2 est fourni avec une vis desserrée, mais la vis n'est pas nécessairement utilisée
pour l'installation.

e | 'adaptateur M.2 que vous souhaitez installer peut étre différent des illustrations ci-dessous,
mais la méthode d'installation est identique.

Etape 2. Ajustez le dispositif de r